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Allgemeines * Handbuchhistorie

Kapitel 1 » Aligemeines

1 Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

0.10 Preliminary

20.11.2007

Erste Version

0.20 Preliminary

11.01.2008

Textanderung beim Systemeinheitenkurztext

Textanderung auf 945GME (statt 945GM)

256 MB Hauptspeicher entfernt.

5AC801.ADAS-00 und 5AC801.HDDS-00 erganzt.

Zubehor erganzt.

Ready Relais 5AC801.RDYR-00, SATA RAID Controller, Liifter Kit, IF Optionen, Ersatz Luftfilter erganzt.
BIOS Beschreibung erganzt.

0.30 Preliminary

31.01.2008

Fehler bei der Konfiguration behoben.

BIOS Defaultprofile erganzt.

Namensénderung von APC810 auf APC800 und Best. Nr. Anderung.
Technische Daten des Gesamtgeréates erganzt.

Anschlussbeispiele erganzt.

Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses erganzt.

0.40 Preliminary

11.04.2008

Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses Uberarbeitet.
Abschnitt "Temperatursensorpositionen” in "Anhang A" erganzt.
Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 31 erganzt.

Systemeinheit mit 1 Card Slot erganzt.

Inhaltliche Anderungen (speziell im Kapitel Wartung / Instandhaltung).
BIOS Beschreibung fiir die Version 1.10 Uberarbeitet.

0.41 Preliminary

09.05.2008

Grafikkorrekturen bei ,Umgebungstemperaturen mit und ohne Lifter Kit".

MaRangaben des 1 und 2 Card Slot Gesamtgerates um den Kiihlkérper 5AC801.HS00-01 erweitert.
Abschnitt Leistungshaushalt erganzt.

Serialnummernaufkleberinformationen ergéanzt.

Abschnitt Automation PC 810 mit Windows XP Professional und Windows XP Embedded erganzt.
Abschnitt Automation Device Interface (ADI) erweitert.

5 Card Slot Variante erganzt.

Bohrschablonen um 5 Card Slot Variante erweitert.

Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeraten" auf Seite 228 erganzt.

Indexerweiterung

0.42 Preliminary

29.05.2008

Informationen zur Einbaulage (senkrecht, waagrecht) in 3 "Inbetriebnahme".
Umgebungstemperaturangaben mit und ohne Lifter Kit bzgl. Einbaulage (senkrecht, waagrecht) erwei-
tert.

Fehlerkorrektur (Bestellnummern Lifter Kits) in Abbildung Abb. 2 "Konfiguration - optionale Komponen-
ten" auf Seite 30.

Fehlerkorrektur (Pinbelegung) in Tabelle Tab. 18 "Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC" auf
Seite 57.

Slide-in Slot 2 Beschreibung Uberarbeitet.

Slide-in DVD Brenner 5AC801.DVRS-00 erganzt.

Lufter Kit fur die 5 Card Slot Variante (5PC810.FA05-00) erganzt.

Echtzeituhr (RTC) Angaben ergénzt.

1.00

10.07.2008

Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

Blockschaltbilder aller Systemeinheiten in Abhangigkeit der Buseinheit erganzt ("Blockschaltbilder" auf
Seite 49).

Beschreibung des Add-on Schnittstellenmoduls 5AC600.485I-00 erweitert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines * Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

1.10

12.09.2008

»  Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

»  Werte des Einschaltstroms geandert (wegen neuem Netzteil).

*  PCI Ethernetkarten 5ACPCI.ETH1-01und 5ACPCI.ETH3-01 erganzt.

*  Stromaufnahme von bisher 1..5A auf 1..6A geandert.

*  Manual auf den maximalen Wert von 130W angepasst.

*  Neues Kapitel ,Normen und Zulassungen” hinzugefiigt.

+ Luftfeuchtigkeitsangaben erganzt "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39.

*  User ID naher beschrieben.

+  Best.Nr. fir Windows XP mit SP3 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL er-
ganzt.

*  Minimale Umgebungstemperaturangaben hinzugefiigt.

+  Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 (fir externen Verbraucher am PCI Steckplatz) erganzt.

»  Konfiguration eines SATA RAID Controllers von Kapitel Software nach Kapitel Inbetriebnahme verscho-
ben.

»  Fehlerkorrektur bei 5PC810.FA05-00 (siehe "5PC810.FA05-00" auf Seite 180).

» BIOS Einstellungen geandert (neue BIOS Version).

* Information zur Erstellung einer MS-DOS Startdiskette erganzt.

* Information zur Erstellung eines bootbaren USB Memory Sticks erganzt.

» Beschreibung B&R Key Editor erganzt.

*  Ergénzung HMI Treiber & Utilities DVD.

*  Beschreibung fir den Betrieb als RS485 Schnittstelle des Add-on RS232/422/485 Interface Moduls lber-
arbeitet.

+  Ergénzung ADI Control Center.

+  Ergénzung Glossar.

»  Ergénzung Seitendeckeldemonatge 5PC810.SX01-00 und 5PC810.SX05-00.

»  Ergénzung zur Montage des USV Moduls (mit und ohne Add-on Schnittstellenmodul).

*  Fehlerkorrektur des 3-phasigen Netzteils 40A (OPS340.1) bei den Bestellnummern.

*  Ergénzung 5 Card Slot Buseinheit.

»  Korrektur einiger Temperatur-Luftfeuchtediagramme.

+  Ergénzung Add-on Schnittstellensteckplatz.

» Beschreibung "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 444 ergénzt.

»  Beschreibung "AP Link Montage" auf Seite 436 erganzt.

»  Korrektur der Sicherung der Versorgungsspannung von 10A auf 15A auf Seite "Spannungsversorgung
+24 VDC" auf Seite 57.

+  Ergénzung der CMOS Profil Schalterstellung 2 auf Seite "CMOS Profile Schalter" auf Seite 68.

*  Korrektur der Lebensdauer und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Lifter Kits 5SPC810.FA01-00.

»  Ergénzung Temperaturiiberwachung Lifterregelung siehe "Temperaturiiberwachung Lufterregelung" auf

Seite 442.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version

Datum

Anderung

1.20

14.10.2009

.

Topologiegrafik ergénzt.

Korrektur der maximalen Umgebungstemperatur der Systemeinheit 5AC800.B945-02 in der Abbildung
auf Seite Maximale Umgebungstemperatur ohne Lifter Kit.

Beschreibung des CMOS Battery Status in Tabelle Tab. 216 "945GME Baseboard Monitor Einstellmég-
lichkeiten" auf Seite 266 geandert.

HDD Ersatzablage zum Zubehor auf Seite "5AC801.FRAM-00" auf Seite 409 sowie deren Montage
zum 7 "Wartung / Instandhaltung” ergéanzt.

Fehler in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis behoben.

Fehler im Temperatur Luftfeuchtediagramm von SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und SATA
RAID Hard Disk - 5SACPCI.RAIC-04 behoben.

ADI Development Kit gedndert.

Tabelle fir die maximale Umgebungstemperatur fir die Kihlkérper 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und
5AC801.HS00-01 > Rev. DO hinzugefiigt.

PCIE Port (ETH2) und PCIE Port (ETH1) BIOS-Beschreibung erganzt.

9S0000.08-010, 9S0000.08-020, 9S0000.09-090 abgekiindigt.

Informationen zum Firmwareupgrade aktualisiert.

CMOS-Profil 3 (5PC820.SX01-00) hinzugefiigt - ndhere Informationen zum CMOS-Profil sind im APC820
Anwenderhandbuch nachzulesen.

Abschnitt "Umweltgerechte Entsorgung” in 1 "Allgemeines" ergéanzt.

Neuen Lufter Kit 5SPC810.FA02-01 APC810 2 Slot hinzugefiigt.

PCI Bus Typ bei den Buseinheiten hinzugeflgt.

BIOS Defaulteinstellungen fir FDC/LPT/COM Ports erganzt.

Lieferumfang des USB Memory Sticks entfernt.

Bild der Silicon Systems CompactFlash aktualisiert.

L2 Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache

B&R CompactFlash Karten erganzt.

Technische Daten der Silicon Systems CFs Uberarbeitet.

Abschnitt 1.11 "Ressourcenaufteilung” auf Seite 281 erganzt.

Abschnitt 4.4.1 "Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05,
5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 298 erganzt.

Neue "5AC801.SSDI-00" auf Seite 121 ergénzt.

BIOS-Einstellungen auf Version V1.14 aktualisiert.

Die Tabellen ,CPU Board Softwarestande” und ,Automation Panel Link Softwarestande“ aus dem Ab-
schnitt "BIOS Upgrade" wurden entfernt.

Abmessungen der Slide-in und Slide-in compact Geréate geéndert - jetztige Abmessungen beziehen sich
auf die gesamte Mechanik der Gerate.

Mechanische Eigenschaften zu den Produkten 5AC801.DVDS-00 und 5AC801.DVRS-00 erganzt.
Betriebssyteme 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG und 5SWWXP.0500-MUL erganzt.
Abschnitt 9.4 ,Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks® entfernt.

Im 4 "Software" die Abschnitte "BIOS Upgrade", "Firmwareupgrade" und "MS-DOS Bootdiskette erstellen
unter Windows XP" in den Abschnitt 2 "Upgradeinformationen” verschoben und aktualisiert.

Im 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick fur B&R Upgrade
Files" auf Seite 294 erganzt.

Im 4 "Software" den Abschnitt 2.5 "So erstellen Sie eine bootfahige CompactFlash Karte fir B&R Upgrade
Files" auf Seite 295 ergénzt.

Angaben zu den mdglichen Auflésungen in den Technischen Daten der CPU Boards erganzt.

Abschnitt 1.10 "BIOS Fehlersignale (Beep Codes)" auf Seite 280 im 4 "Software" erganzt.
Installationstext von Windows XP Professional geéndert.

Abschnitt "Temperatursensorpositionen" geandert.

Informationen zu B&R Key Editor aktualisiert.

Abschnitt 3 "Microsoft DOS" auf Seite 296 erganzt.

Chipset der Technischen Daten des CPU Board im Abschnitt "CPU Boards 945GME" auf Seite 105
korrigiert.

Tabelle Tab. 96 "5AC801.ADAS-00 - Technische Daten" auf Seite 149 korrigiert.

Information auf Seite "Buslange und Kabeltyp RS422" auf Seite 192 erganzt.

Tabelle Tab. 188 "Linkbaugruppen" auf Seite 226 korrigiert.

Hex-Bereich in der Tabelle Tab. 244 "RAM-Adressbelegung" auf Seite 281 erganzt.

Ersatz CMOS Batterien 0AC201.9 durch 0AC201.91 ersetzt.

CPU Board 5PC800.B945-05 erganzt.

Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 Uberarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version

Datum

Anderung

1.30

12.07.2010

.

Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lifter Kit 5PC810.FA03-00
und den Ersatzlifter 5AC801.FA03-00 erganzt.

Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 305 erganzt.

Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 312 aktualisiert.

5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 328 Uberarbeitet.

B&R CompactFlash 16 GByte (56CFCRD.016G-04) erganzt.

Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 235 wurde um einen Punkt erweitert.

Abschnitt "Kabel" auf Seite 389 im 6 "Zubehor" erganzt.

B&R ID Codes der Systemeinheiten erganzt.

Anschnitt 9 "Windows CE" auf Seite 309 erganzt.

B&R USB Memory Stick im 6 "Zubehor" auf Seite 334 erganzt.

CPU Boards 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14
wurden erganzt.

Technisches Datum ,Remanente Variablen fiir AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode* bei den
APC810 Systemeinheiten erganzt.

1.31

14.11.2010

Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im 6 "Zubehor" erganzt.
Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 440 im 7 "Wartung /
Instandhaltung” erganzt.

1.32

02.11.2010

"5AC801.HDDI-03" auf Seite 117 ergénzt.

"5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 167 erganzt.

"5SMMHDD.0250-00" auf Seite 173 ergénzt.

Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 tberarbeitet.

5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5SMMHDD.0250-00 im Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben” und
in Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 erganzt.

1.33

20.05.2011

Abschnitte "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 307, "B&R Automation Device Interface
(ADI) .NET SDK" auf Seite 324, "Automation Runtime" auf Seite 311 und "B&R Automation Runtime
Dongle" erganzt.

BIOS Version aktualisiert (1.14 -> 1.17).

Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 312, "B&R Key Editor"
auf Seite 326, "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 370 und "B&R Automation Device Interface
(ADI) Development Kit" auf Seite 322 Uberarbeitet.

Buseinheit 5PC810.BX05-02 erganzt.

Chipset Information "CPU Boards 945GME" auf Seite 105 korrigiert.

Abbildung "Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 Uiberarbeitet.

1.34

11.07.2011

USB 5 in Uberschrift erganzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 63).

5AC801.HDDI-03 in Tabelle Tab. 44 "Slide-in compact Slot" auf Seite 74 erganzt.

Tabelleneintrag ,Ladedauer bei Low Battery” in Tabelle Tab. 294 "5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00
- Technische Daten" auf Seite 376 erganzt.

Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 312, "B&R Automa-
tion Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 322 und "B&R Automation Device Interface
(ADI) .NET SDK" auf Seite 324 Uberarbeitet.

Information zu ,Besonderheiten 5PCI Slot Variante” bei "Windows XP Professional" auf Seite 297 und
"Windows 7" auf Seite 300 erganzt.

Information zu ,Windows XP Mode" in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)"
auf Seite 307 korrigiert.

Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite
373 lberarbeitet.

1.40

23.01.2012

Abschnitt "CompactFlash-Karten" wurde uberarbeitet.

Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in 4 "Software" verschoben.
Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in 2 "Technische Daten" verschoben.

Der Anschitt Bohrschablonen im Kapitel Inbetriebnahme wurde entfernt und die Bohrschablonen im 2
"Technische Daten", Abschnitt 2 "Gesamtgerat" auf Seite 31 bei den Systemeinheiten erganzt.
Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 203 wurde Uberarbeitet.

"Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung" aus Abschnitt "AP Link Steckkarten" auf Seite
182 entfernt.

Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im 6 "Zubehor" erganzt - die CompactFlash Karten
5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekiindigt.

Abschnitt "B&R Automation Runtime Dongle" entfernt, die Bestelldaten wurden im Abschnitt "Automation
Runtime" auf Seite 311 erganzt.

BIOS Version aktualisiert (1.17 -> 1.18).

Gesamtes Handbuch gemaR den aktuellen Formatierungsvorgaben uberarbeitet.

1.41

25.06.2012

Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert.

Im Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)" auf Seite 66 wurden Informationen zur Verwendung
mit 64-Bit PCI Karten erganzt.

Der Abschnitt "Kabelldngen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung” auf Seite 59 wurde ergénzt.
Informationen zu der "PCI to PCI Bridge" wurden in 3.2.3 "Technische Daten" der Buseinheiten erganzt.
Informationen zu der "PCle to SATA Bridge" wurde im Abschnitt "Slide-in Slot 2" auf Seite 73 erganzt.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 wurde auf Seite Ready Relais verschoben.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version Datum Anderung
1.45 01.10.2012 »  Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 22 wurde geandert - der Beschrei-
bungstext fir "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht.
* SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 125 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 127 wurden er-
ganzt.
+  Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 199 wurde
erganzt.
*  Windows 7 Service Pack 1 wurde erganzt (siehe "Windows 7" auf Seite 300).
*  Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde erganzt (siehe "Windows Embedded Standard
7" auf Seite 307).
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 312 wurde aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 322 wurde auf Version 3.40
aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 324 wurde auf Version 1.80 aktua-
lisiert.
+ Der "B&R Key Editor" auf Seite 326 wurde auf Version 3.30 aktualisiert.
» Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite
105.
1.46 21.11.2012 + Die B&R CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergénzt, siche "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite
341.
» Die Technischen Daten der USV Kabel wurden uberarbeitet, sieche "5CAUPS.00xx-00" auf Seite 379.
1.47 14.03.2013 + Folgende Laufwerke wurden ergéanzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 119, "SACPCI.RAIC-06" auf Seite
170,"5MMHDD.0500-00" auf Seite 175.
» Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC810.SX01-00" auf Seite 75, "5PC810.SX02-00" auf Seite
82, "5PC810.SX03-00" auf Seite 89 und "5PC810.SX05-00" auf Seite 96 wurden Uiberarbeitet.
» Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "S5ACPCI.RAIC-01" auf Seite 157, "S5ACPCI.RAIC-05"
auf Seite 167 sowie "5SMMHDD.0250-00" auf Seite 173 wurden liberarbeitet.
+  Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler
1.48 15.05.2013 «  5"Normen und Zulassungen" auf Seite 328 wurde Uberarbeitet.
+ Bei den technischen Daten der Einzelkomponenten wurden die Zertifizierungen Uberarbeitet.
»  Der Netzfilter "5AC804.MFLT-00" auf Seite 381 wurde erganzt.
+ Das Add-on Sicherungs Kit "S5AC600.UPSF-00" auf Seite 380 und die Ersatz Sicherungen
"5AC600.UPSF-01" auf Seite 380 fiir die USV Batterieeinheit wurden erganzt.
* Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-03" auf Seite 129 wurde erganzt.
+ Die Ersatz SSDs "5MMSSD.0060-00" auf Seite 137, "SMMSSD.0060-01" auf Seite 139 und
"5MMSSD.0180-00" auf Seite 145 wurden erganzt.
1.50 19.08.2013 +  Der USB Memory Stick 5SMMUSB.4096-01 wurde ergénzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 366.
» Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-04" auf Seite 132 wurde erganzt.
» Die Ersatz SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 142 wurde erganzt.
+ Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 389 wurde erganzt.
+ Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 322 und "B&R
Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 324 wurden aktualisiert.
+ Die Beschreibungen der Ready Relais "5AC801.RDYR-00" auf Seite 185 und "5AC801.RDYR-01" auf
Seite 186 wurden Uberarbeitet.
1.55 06.02.2014 +  Die Beschreibung "Montage des USV Moduls" auf Seite 420 wurde Uberarbeitet.
» Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-05" auf Seite 135 wurde erganzt.
* Die Ersatz SSD "5MMSSD.0256-00" auf Seite 147 wurde erganzt.
» Die technischen Daten sowie die Temperatur-Luftfeuchtediagramme der SSDs "5AC801.SSDI-04" auf
Seite 132 und "5MMSSD.0128-01" auf Seite 142 wurden erweitert.
+ Die Information zur Abkiindigung fir den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf
Seite 297 wurde hinzugefiigt.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 312 wurde aktualisiert.
» Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 322 wurde aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 324 wurde aktualisiert.
+ Der "B&R Key Editor" auf Seite 326 wurde auf Version 3.40 aktualisiert.
+ Die "GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)" auf Seite 331 in Kapitel 5 wurden aktualisiert.
+ Die Abschnitte Kabellangen und Auflésungen wurden erweitert, siehe "Monitor / Panel Anschluss - SDL
(Smart Display Link / DVI)" auf Seite 59.
» Die GOST-R Zertifizierung wurde bei den Technischen Daten erganzt.
*  Der Abschnitt "GOST-R" auf Seite 331 wurde erganzt.
1.56 17.02.2014 +  Der Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 235 wurde (berarbeitet und erweitert.
»  Der Abschnitt Anschlussbeispiele wurde aktualisiert.
1.57 22.10.2014 + Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit wurde bei folgenden Laufwerken in den Techni-
schen Daten korrigiert: "5AC801.SSDI-03" auf Seite 129, "S5AC801.SSDI-04" auf Seite 132,
"5AC801.SSDI-05" auf Seite 135, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 139, "5SMMSSD.0128-01" auf Seite
142, "5SMMSSD.0256-00" auf Seite 147.
+ Die Pinbelegung des Spannungsversorgungssteckers wurde geandert, siehe "Spannungsversorgung
+24 VDC" auf Seite 57.
+ Die neuen Revisionen der CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden erganzt, siehe
"5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 341.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 322 wurde aktualisiert.
+ Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 324 wurde aktualisiert.
+ Der "B&R Key Editor" auf Seite 326 wurde auf Version 3.40 aktualisiert.
Tabelle 1: Handbuchbhistorie
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgerate (wie
z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von
B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wur-
den nicht entworfen, entwickelt und hergestellt fiir einen Gebrauch, der verhangnisvolle Risiken oder Gefahren
birgt, die ohne Sicherstellung auflergewdhnlich hoher Sicherheitsmalinahmen zu Tod, Verletzung, schweren phy-
sischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen insbesondere die Verwen-
dung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung,
bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von
Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kdnnen, sind entspre-
chend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

» Elektrische Baugruppen mit Gehduse
... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische
Baugruppen mit Gehause").

» Elektrische Baugruppen ohne Gehause
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehause

» Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berGhren.
» Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehause" gilt

» Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Gerate, in die elektrische Baugruppen ein-
gebaut werden, missen geerdet sein.

» Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berthrt werden.

» Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaumstoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflachen!

» Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.

» Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

* Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten
Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

» ESD- Schutzmaflinahmen fir Einzelbauteile sind bei B&R durchgangig verwirklicht (leitfahige Fullbéden,
Schuhe, Armbander, etc.).

» Die erhéhten ESD- SchutzmalRhahmen fir Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Produkten bei
unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen
Elektronische Gerate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung,

des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst
dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Gerate, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.
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Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Be-
obachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder
vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fiir die indus-
triellen Steuerungen geltenden SicherheitsmaRnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus
etc.) gemaR den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fiir
alle weiteren angeschlossenen Gerate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgefihrt
werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfiigen (z. B.
IEC 60364). Nationale Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die
in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig durch-
zulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung missen die Gerate vor unzuldssigen Beanspruchungen (mechanische Belastung,
Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschuitzt werden.

2.5 Montage

+ Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen er-
folgen.

» Die Montage der Gerate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfol-
gen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

+ Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sind
zu beachten.

» Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B. Leitungsquer-
schnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgerate und der
Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefahrlichen Spannungen
von Uber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt, kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgerate sowie
der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehause ordnungsgemaf mit Erd-
potential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen muissen auch angebracht werden, wenn das Bedien-
und Beobachtungsgerat sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur fir Versuchszwecke angeschlossen
oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfiihrende Teile sicher abzudecken. Wahrend des Betriebes missen alle Ab-
deckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeraten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.)
und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu
Staubablagerungen kommen, die das Gerét in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit
aktiver Kuhlung (LUfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kiuihlung mehr gewahrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kdnnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fihren. In Verbindung
mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und
Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen
bzw. schadigen kdnnen. Ein Anzeichen fiir aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden
in vorhandenen Installationen.
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Bei Betrieb in Raumen mit funktionsgefahrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beob-
achtungsgerate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmafligem Einbau (z.B. Wanddurchbruch)
frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschiitzt. Rickseitig jedoch missen alle Gerate
gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten
Zeitabsténden zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentréger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Me-
mory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefahrdung flr das System dar. Es liegt
in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende MaRnahmen
wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswiurdigen Quellen
einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und die Unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefiihrt werden kdnnen, ist es notwendig, die ver-
schiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgerate
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Batterien & Akkumulatoren

Kabel
Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaR den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.
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3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis Beschreibung

Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.

Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder groler Sach-
schaden.

Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden.

Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise
4 Richtlinien

Fir alle BemaRungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europai-
schen BemalRungsnormen gultig.

Alle Abmessungen in mm.

NennmaRbereich Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768 mittel

bis 6 mm +0,1 mm

Uber 6 bis 30 mm +0,2 mm

Uber 30 bis 120 mm +0,3mm

Uber 120 bis 400 mm +0,5 mm

Uber 400 bis 1000 mm +0,8 mm

Tabelle 4: Nennmalibereiche
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Aligemeines + Ubersicht

Produktbezeichnung Kurzbeschreibung auf Seite
Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.RDYR-00 Ready Relais fiir APC810 185
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter 182
Automation Runtime
1A4600.10 B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 311
1A4600.10-2 B&R Automation Runtime ARwin, ARNCO 311
1A4600.10-3 B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 311
1A4600.10-4 B&R Automation Runtime ARwin+ARNCO+PVIControls 311
1A4601.06 B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 311
1A4601.06-2 B&R Automation Runtime ARemb, ARNCO 311
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this 334
shipment qualify as ,partly regulated”. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact
cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle 334
Buseinheiten
5PC810.BX01-00 APC810 Bus, 1 PCI 103
5PC810.BX01-01 APC810 Bus, 1 PCI Express (x4) 103
5PC810.BX02-00 APC810 Bus, 2 PCI 103
5PC810.BX02-01 APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4) 103
5PC810.BX03-00 APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4) 103
5PC810.BX05-00 APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1) 103
5PC810.BX05-01 APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1) 103
5PC810.BX05-02 APC810 Bus, 5 PCI 103
CPU Boards
5PC800.B945-00 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-01 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-02 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-03 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 105
Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-04 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.8945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 105
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 105
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 105
Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 105
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 105
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
CompactFlash
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) < Rev. DO 341
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) < Rev. CO 341
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) < Rev. EO 341
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 341
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 341
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 341
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) 351
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) 347
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) < Rev. EO 341
DVI-Kabel
5CADVI.0018-00 DVI-D Kabel, 1,8 m. 389
5CADVI.0050-00 DVI-D Kabel, 5 m. 389
5CADVI.0100-00 DVI-D Kabel, 10 m. 389
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Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 336

0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 336
Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 110

5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 110

5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 110
Kiihlkorper

5AC801.HS00-00 APC810 Kiihlkorper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423. 108

5AC801.HS00-01 APCB810 Kuhlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400. 108

5AC801.HS00-02 APC810 Kihlkérper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270. 108
Laufwerke

5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot. 149

5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in. 152

5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in. 154

5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 111
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-01 80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 113
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC801.HDDI-02 160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 115
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 17
der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 119
der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie 150
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact. 121

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 125

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 127

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 129

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 132

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 135

5ACPCI.RAIC-01 PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. 157

5ACPCI.RAIC-02 60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur SACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der 160
Harddisk.

5ACPCI.RAIC-03 PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. 162

5ACPCI.RAIC-04 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5SACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 165
der Harddisk.

5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 167

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 170

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil flir 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das 173
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMHDD.0500-00 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: 175
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMSSD.0060-00 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil flir 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5SPP510.GMAC-00; 137
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; 139
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0128-01 128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD fir 142
5PP5I0.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0180-00 180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fur 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD fir 145
5PP5I0.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA 147
Liifter Kit

5PC810.FA01-00 APCB810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX01-00. 177

5PC810.FA02-00 APCB810 Ldfterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 178

5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.5SX02-00 ab Revision DO0. 178

5PC810.FA03-00 APCB810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX03-00. 179

5PC810.FA05-00 APCB810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX05-00. 180
MS-DOS

9S0000.01-010 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 296

9S0000.01-020 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 296
RS232-Kabel

9A0014.02 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m. 406

9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 406

9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 406
SDL-Kabel

5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 392

5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 392

5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 392

5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 392

5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 392

5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 392

5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 392
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SDL-Kabel 45°-Anschluss
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 395
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 395
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 395
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 395
SDL-Kabel flex
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 398
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 398
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 398
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 398
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 398
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 398
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 398
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 401
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 401
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 401
Serialadapter
5AC600.485I-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. 191
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. 188
Sonstiges
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle. 338
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD 370
Systemeinheiten
5PC810.SX01-00 APCB810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart 75
Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9
oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
5PC810.SX02-00 APCB810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fiir Automation Panel Link 82
Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen)
5PC810.SX03-00 APCB810 Systemeinheit 3 Slots (PCl Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link 89
Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91
gesondert bestellen)
5PC810.SX05-00 APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link 96
Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert
bestellen)
USB Zubehor
5A5003.03 Frontklappe, fiir Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 364
5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.
5MD900.USB2-01 USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ Il), USB 355
Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)
5MD900.USB2-02 USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ Il), USB 360
Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)
5MMUSB.2048-00 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte 366
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R 368
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R 368
USB-Kabel
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m. 405
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m. 405
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5Ah; fiir APC620, APC810 oder PPC800 USV. 376
5AC600.UPSF-00 USV Sicherungs Kit fiir Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision DO. 380
5AC600.UPSF-01 USV Sicherung, 5 Stiick 380
5AC600.UPSI-00 USV Modul fir APC620, APC810, PPCB800; fiir Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 374
5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. FO0),
5PC600.SX05-01 (ab Rev. FO0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00,
5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00)
sind separat zu bestellen.
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. 379
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. 379
Windows 7 Professional/Ultimate
5SWWI7.0100-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat. 300
5SWWI7.0100-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Geréat. 300
5SWWI7.0200-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat. 300
5SWWI7.0200-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat. 300
5SWWI7.0300-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat. 300
5SWWI7.0400-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Geréat. 300
5SWWI7.1100-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.
5SWWI7.1100-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.
5SWWI7.1200-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.
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5SWWI7.1200-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.

5SWWI7.1300-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.

5SWWI7.1400-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 300
mit einem Gerat.
Windows CE 6.0

5SWWCE.0826-ENG Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; fiir APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash 309
separat bestellen (mind. 128 MByte).
Windows Embedded Standard 2009

5SWWXP.0726-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact- 305
Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).
Windows Embedded Standard 7

5SWWI7.1526-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC810 mit 945GME 307
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1626-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC810 mit 945GME 307
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1726-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC810 307
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1826-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fiir APC810 307
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).
Windows XP Embedded

5SWWXP.0426-ENG Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; Com- 303
pactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).
Windows XP Professional

5SWWXP.0500-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 297
Gerat.

5SWWXP.0500-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 297
Gerat.

5SWWXP.0500-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 297
mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 297
Gerat.

5SWWXP.0600-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 297
Gerat.

5SWWXP.0600-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit 297
einem Gerat.
Zubehor

5AC801.FA01-00 APCB810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.SX01-00; 5 Stk. 337

5AC801.FA02-00 APC810 Ersatz Lifterfilter fir 5PC810.SX02-00; 5 Stk. 337

5AC801.FA03-00 APC810 Ersatz Lufterfilter fir 5PC810.SX03-00; 5 Stk. 337

5AC801.FA05-00 APCB810 Ersatz Lfterfilter flir 5PC810.SX05-00; 5 Stk. 337

5AC801.FRAM-00 APCB810 SATA Hard Disk Ersatzablage 409

5AC801.RDYR-01 Ready Relais fir APC810 fir die Montage an einem Add-on USV Steckplatz 186

5AC804.MFLT-00 NetZzfilter 381

5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100 383

5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100 386

5CAMSC.0001-00 Versorgungskabel intern 408
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Technische Daten - Einleitung

Kapitel 2 » Technische Daten

1 Einleitung

Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Co-
re™2 Duo Technologie bietet der APC810 héchste Performance fir alle Anwendungen, bei denen es auf maximale
Rechenleistung ankommt.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschutzt hinter einer Klappe Einschiibe flr
Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die modulare Einschubtechnik kénnen die
Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlisse und Schnittstellen sind auf der Gehau-
seoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergroRert. Der APC810 bietet mit
den unterschiedlichen Baugréf3en mit einem, zwei, drei oder funf Card Slots (fur PCI bzw. PCI Express Steckkar-
ten) die optimale Bauform fiir jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu
verschwenden.
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Technische Daten - Einleitung

1.1 Features

Neueste Prozessortechnologien - Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)

2 CompactFlash Steckplatze (Typ I)

1, 2, 3 oder 5 Card Slot Steckplatze (fiir PCI / PCI Express (PCle) Karten)
SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplatze)

5x USB 2.0

2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen

2x RS232 Schnittstelle, modemfahig

24 VDC Versorgungsspannung

Lifterloser Betrieb®

BIOS (AMI)

Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)

Anschluss verschiedenster Anzeigegerate am ,Monitor/Panel“ Videoausgang (Unterstitzung von RGB,
DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)

2'ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte

Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fahig)

Optionaler Einbau des Add-on USV Modules

Optionale CAN Schnittstelle

Optionale RS232/422/485 Schnittstelle

Optionaler RAID Controller (bendtigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustel-

len.

Fir den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

Systemeinheit

Buseinheit

CPU Board

Kihlkorper

Hauptspeicher

Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) flir das Betriebssystem
Software

1) Abhangig von der Geratezusammenstellung und der Umgebungstemperatur.
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Technische Daten - Einleitung

1.3 Konfiguration - Grundsystem

Konfiguration - Grundsystem
Systemeinheit 1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.

Varianten: '
Card Slots (1,2,3 oder 5) |

Slide-in Slots (0,1 oder 2)
AP Link Steckplatz (0 oder 1)

I
I |

Beispiel: (2/1/1) A
=2 Card Slots, 1 Slide-in Slot,
1 AP Link Slot 5PC810.5X01-00 (1/0/0) | 5PC810.8X02-00(2/1/1) | 5PC810.SX03-00(3/1/1) | 5PC810.SX05-00 (5/2/1)
1 1 1 1
Buseinheit 1 ausw.{ 5 { & { 5 { 5

5PC810.BX01-00 5PC810.BX02-00 5PC810.BX03-00 5PC810.BX05-00

/ & (1 PCI) (2 PCI) (2 PCI/ 1 PCle) (4 PCI/ 1 PCle)

5PC810.8X01-01 5PC810.BX02-01 5PC810.BX05-01
@ (1 PCle) (1 PCI/ 1 PCle) (2 PCI/ 3 PCle)
5PC810.BX05-02

(5 PCI)

CPU Board - Kiihlkérper -Hauptspeicher

CPU Board 1 auswahlen
5PC800.B945-00/-10
5PC800.B945-01/-11
5PC800.B945-02 /-12
5PC800.B945-03 /-13 5PC800.B945-04 / -14 5PC800.B945-05
— — 1
lausw. § > S Z Sz
5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02
1
Hauptspeicher 1 oder 2 ausw. (max. 3 GB verwendbar) Q &
5MMDDR.0512-01 - 512 MB
“ 5MMDDR.1024-01 - 1 GB
5MMDDR.2048-01 - 2 GB

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem
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Technische Daten ° Einleitung

1.4 Konfiguration - optionale Komponenten

Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehor

Systemeinheit

1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.
Varianten:

Card Slots (1,2,3 oder 5)
Slide-in Slots (0,1 oder 2)

AP Link Steckplatz (0 oder 1)
Beispiel: (2/1/1)

=2 Card Slots, 1 Slide-in Slot,
1 AP Link Slot

L 1

5PC810.8X01-00 (1/0/0) | 5PC810.8X02-00(2/1/1) | 5PC810.SX03-00(3/1/1) | 5PC810.SX05-00 (5/2/1)

Lufter Kit

1 auswahlen

5PC810.FA01-00 5PC810.FA02-01 5PC810.FA03-00 5PC810.FA05-00

1 auswahlen

5AC801.SSDI-03 (60 GByte)
5AC801.SSDI-04 (128 Gbyte)
5AC801.SSDI-05 (256 GByte)

5AC801.HDDI-00 (40 GByte)
5AC801.HDDI-04 (500 GByte)

1 oder 2 auswahlen

5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06,
5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06,
5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06
5CFCRD.032G-06

5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03,
5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03,
5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03,
5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03

nicht moglich 1 moglich | 2 moglich

5AC801.HDDS-00 (40 GByte)
5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)
5AC801.ADAS-00 (Adapter)

5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)

AP Link Steckkarte

1 auswahlen

5AC801.SDL0-00 ( fur 2'ten Grafikstrang)
5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)

RAID System

1 auswahlen

5ACPCI.RAIC-06 (2x 500 GByte, belegt 1 PCI Slot)
5MMHDD.0500-00 (Ersatz SATA-HDD 500 GByte)

Schnittstellenoption

1 auswahlen

5ACG600.CANI-00 (CAN)
5AC600.485I-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)

USV Modul + Batterie

1 auswahlen

P o

5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)
Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)

Feldklemmen

1 auswahlen

& S

0TB103.9 (Schraubklemme)
0TB103.91 (Federzugklemme)

Software

1 auswahlen

By
_— By
Windows™® &
Windows 7
{ 7 Windows*®
Embedded

f f Windows Embedded

Standard 2009

{" Windows Embedded
Standard 7 ['.
M,

Windows CE
Automation Runtime

Windows XP Windows Embedded Standard 2009 Automation Runtime
5SWWXP.0500-ENG  5SWWXP.0726-ENG 1A4601.06
5SWWXP.0500-GER ~ Windows Embedded Standard 7 1A4601.06-2
5SWWXP.0500-MUL  5SWWI7.1526-ENG 1A4600.10
5SWWXP.0600-ENG  5SWWI7.1626-ENG 1A4600.10-2
5SWWXP.0600-GER  5SWWI7.1726-MUL 1A4600.10-3
5SWWXP.0600-MUL  5SWWI7.1826-MUL 1A4600.10-4

Windows CE Windows XP Embedded
5SWWCE.0826-ENG  5SWWXP.0426-ENG

Windows 7

5SWWI7.1200-ENG
5SWWI7.1200-GER
5SWWI7.1400-MUL

Microsoft DOS
9S0000.01-010
9S0000.01-020

5SWWI7.1100-ENG
58WWI7.1100-GER
58WWI7.1300-MUL

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten
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Technische Daten « Gesamtgerat

2 Gesamtgerat

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Méglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. in Abhangigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Ta-
bellen bedingt durch diese Komponenten, einen Uberblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resul-
tierenden, maximal mdglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen fiir den
Betrieb mit und ohne Lifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen
unter z.B. Microsoft Windows hohere Umgebungstemperaturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziig-
liche Priifung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Tempe-
raturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

» Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung

* Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenaus-
lastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und Slide-in Laufwerke, USB Schnitt-
stellen, Audioausgange)

» Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

» Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100 MBit oder 1 GBit Modus
+ Betrieb des Gesamtgerates mit oder ohne Lifter Kit
* Revision des verwendeten Kuhlkorpers
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Technische Daten * Gesamtgerat

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

2.1.1.1 Maximale Umgebungstemperatur ohne Liifter Kit

Information:

* Unterscheidung der ETH2 Schnittstelle in bis 100 MBit bzw. bis 1 GBit Betrieb

» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf
Seite 195).

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 < Rev. DO und 5AC801.HS00-01 < Rev. DO.

ETH1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
L2400 | L7400 | U7500 [ M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S s |l |ag|ls S|ls|y¥ Q8|3
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. 0 e | % Y |9 © |9 Y |9 |
(2] (2] (2] (2] (o2} (2] (2] (2] (o2} (2]
@ | o | o |a|o @ | @ | o | a|®
Herabsenkung (Derating) der maxi- s/18|8|8 |58 /8181|188
malen Umgebungstemperatur typisch 81381818 |8 1818|188
1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. 5|5 |6 |85 |6 |5 |65 |85 |56
Maximale Umgebungstemperatur 35 (35|35 |45 | - 30 (30 [ 30 | 40 | - < %
g3
5 £
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E] ;c:
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? % 5
g 2
(7 [
= n
On-Board CompactFlash" vV iilv v |V VoYYV 80
5AC801.HDDI-00 vVl iV |V Vv vv 80
5AC801.HDDI-01 ViV Iv |V Vv v 80
5AC801.HDDI-02 vVlviiv |V R 80
5AC801.HDDI-03 VvV |V Vv v 60
o 5AC801.HDDI-04 vVl v |V R 60
Slide-in com- 5AC801.SSDI-00 vlvllv|v S v lv v 70 | Q
pact Laufwerke
5AC801.SSDI-01 vVl viiv |V R 70
5AC801.SSDI-02 ViV |V AR 70
5AC801.SSDI-03 VvV |V R 70
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO ViV iV |V Vv vv 70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO Vv vV Vv Ivv 80
5AC801.SSDI-05 vViiv |v |V ViV |V |V 80
5AC801.HDDS-00 vVl viIv |V VvV V 80 | ¢ £
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 v | v | v | 40 VIV IV 50 g g
5AC801.DVRS-00 v | v | v | 40 VIV |V |V 50 |# 3
5MMDDR.0512-01 VvV |V N AN VA Ve -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 ViV v |V RSx4 - '
5MMDDR.2048-01 vVlv v |V v |V |V |V -
5PC810.SX01-00 vV Iv |VY |V Vv Ivv 80
Syst inhelt 5PC810.SX02-00 vVl iIv|V VvV V 80 g
ystemeinhellen | 5pC810.5%03-00 araray vlvilvilv 80 | 2
5PC810.SX05-00 Vil v v |V Vv |V |V 80
5AC600.CANI-00 vVIv |Y |V VIV IV -
5AC600.485I-00 Vv vV vV | v |V -
5AC801.SDL0-00 ViV IV |V VIV IV -
Zusatzsteckkarten | 5AC801.RDYR-00 vVIv Y|V V|V ||V -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ |30/ |30/ |30/ 30/ '
len/ AP Link V| v | v |40 Vol -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) vVl v vV VoY YL -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) Vv vV aRarears -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) vVl v | v |V vV I vV |V |/ -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhéltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur ohne Lifter
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Information:

* Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf
Seite 195).
* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 = Rev. DO.

ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb

ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 1 GBit Betrieb

Technische Daten « Gesamtgerat

L2400 | L7400 | U7500 | M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S b= o 2 3 =3 b= N 3 by
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. e e | Y |9 @ | Y |9 |9
D (o2} D (o2} (2 (o2} D (o2} (2] (o2}
@ | o | o |a|o @ | o | o | a|®
Herabsenkung (Derating) der maxi- s/8|8|8]|8 g/18|/81]8|5s8
malen Umgebungstemperatur typisch 81818181838 1818|818
1°C pro 1000 Meter ab 500 m {i. NN. 5|66 |6 |5 S5 |65 |55
Maximale Umgebungstemperatur 35|35 |45 | 45 | - 30 | 30 | 40 | 40 | - c j,c%
P g
2
5 £
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur 2 g
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? § 5
e &
On-Board CompactFlash” v v | v v v | Y v | v 80
5AC801.HDDI-00 vV|Iv Y|V VvV V 80
5AC801.HDDI-01 vVIv |vY |V Vv vv 80
5AC801.HDDI-02 vVIv Y|V VvV V 80
5AC801.HDDI-03 Vv |V |V Vv vv 60
L 5AC801.HDDI-04 vV|Iv Y|V VvV V 60
Slide-in com- |'. 5561 SSDI-00 2N araN AN aN 70| 2
pact Laufwerke
5AC801.SSDI-01 vV|Iv Y|V VY|V V 70
5AC801.SSDI-02 vVIv |Y |V Vv vv 70
5AC801.SSDI-03 vV|Iv Y|V VvV V 70
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO ViV IV |V Vv vv 70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO Vv vV Vv |V V 80
5AC801.SSDI-05 vViilv |v |V VIV |V |V 80
5AC801.HDDS-00 vV|Iv Y|V VY|V V 80 | ¢ £
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 v | v | 40 | 40 Vv vv 50 g g
5AC801.DVRS-00 v | v | 40 | 40 VIV |V |V 50 [# 3
5MMDDR.0512-01 vVIv VY |V Vv IV -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 vVl iV |V R - '
5MMDDR.2048-01 ViV v |V Vv |V |V -
5PC810.SX01-00 vVIv Y |V Vv vv 80
Svst inhelt 5PC810.SX02-00 vV|Iv VY|V VY|V 80 g
ystemeinhellen |’ 5pC810.5%03-00 aaVaV; araray 80 | 2
5PC810.SX05-00 vV|Iv Y|V Vv |V |V 80
5AC600.CANI-00 VIV Y|V Vv I -
5AC600.485I-00 vV|Iv VY|V NV A N -
5AC801.SDL0-00 vVIv Y|V vV I -
Zusatzsteckkarten |5AC801.RDYR-00 vV|Iv VY|V NV VA VA V4 -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ |30/ |30/ |30/ 30/ '
len / AP Link v | v | v |40 Vv v -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) ViV v |V VY Y -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) vl v |V Vv IV -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) ViV v |V v IV |V |/ -
1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte mdglich.
Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Lufter
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Technische Daten * Gesamtgerat

Information:

195).

* KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (1.3 "Einbaulagen" auf Seite

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 = Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05
mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

L2400 L7400 U7500 M 423 T7400 N270
Alle Temperaturangaben in Grad f i S g i—; §
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. 3§ 3 $ S S S
@ @ @ @ @ @
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungs- § § § § § §
temperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. é é é % % g
Maximale Umgebungstemperatur 35 35 45 45 - 50 e g
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E =
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g %
£ g
£ &
On-Board CompactFlash" v v v v v 80
5AC801.HDDI-00 v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v v 80
5AC801.HDDI-03 v v v v 45 60
5AC801.HDDI-04 v v v v 45 60
Slide-in compact Laufwerke | 5SAC801.SSDI-00 v v v v v 70 Q
5AC801.SSDI-01 v v v v v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v 70
5AC801.SSDI-03 v v v v v 70
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO v v v v v 70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO v v v v v 80
5AC801.SSDI-05 v v v v v 80
5AC801.HDDS-00 v v v v v 80 | ¢ H
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 v v 40 40 40 50 8 E
5AC801.DVRS-00 v v 40 40 40 50 | 3
5MMDDR.0512-01 v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v - '
5MMDDR.2048-01 v v v v v -
5PC810.SX01-00 v v v v v 80
Svstemeinhei 5PC810.SX02-00 v v v v v 80 g
ystemeinheiten 5PC810.5X03-00 araray v |8 | 2
5PC810.SX05-00 v v v v v 80
5AC600.CANI-00 v v v v v -
5AC600.485I-00 v v v v v -
5AC801.SDL0-00 v v v v v -
Zusatzsteckkarten 5AC801.RDYR-00 v v v v v -
Schnittstellen / AP Link | 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/v | 30/v | 30V ?:‘0(4 340(; - I
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) v v v v 45 -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) v v v v 45 -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhéltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 7: Umgebungstemperatur ohne Lufter
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Technische Daten « Gesamtgerat

2.1.1.2 Maximale Umgebungstemperatur mit Liifter Kit

Information:

* Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite

Kapitel 2
Technische Daten

195).
ETHA1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
L2400 | L7400 | U7500 [ M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S s | 8 2|3 s | s N2 |3
Celsius (°C) bei 500 m {. NN. | |9 e | S |9 |8 |9 |9
(=2} (=2} D (=2} (2] (=2} (o2} (=2} (2] (=2}
Q|a | a|a|a Q| @ |a|a|a
Herabsenkung (Derating) der maxi- s /8181|818 gs!1818|8 1|8
malen Umgebungstemperatur typisch 81818818 81818818
1°C pro 1000 Meter ab 500 m {i. NN. 5|5 |6 |5 |6 5|5 |6 |85 |5
Maximale Umgebungstemperatur 55 | 55 | 55 | 55 | 55 50 | 50 | 50 | 50 | 45 = %
S o
g3
5 E
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E B
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? § 5
g 2
2 &
On-Board CompactFlash® Vv vV |V VN VA VA VA Ve 80
5AC801.HDDI-00 v v v v 4 v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v 4 v v v 4 v 80
5AC801.HDDI-03 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v v v 60
. 5AC801.HDDI-04 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v 4 v 60
Slide-in com- 5AC801.SSDI-00 vyl vivilvilv]v 70 | Q
pact Laufwerke
5AC801.SSDI-01 v v v v 4 v v v 4 v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v v v v v v 70
5AC801.SSDI-03 Viivi|Iv v |V VIV vY 70
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO v v v v v v v v v v 70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO v v v v 4 v v v 4 v 80
5AC801.SSDI-05 v v v v v v v v v v 80
5AC801.HDDS-00 v v v v 4 v v v 4 v 80 | ¢ g
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v v v 50 S %
5AC801.DVRS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v v v 50 [?3
5MMDDR.0512-01 v v v v v v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v v v v v v - '
5MMDDR.2048-01 v v v v v v v v v v -
5PC810.SX01-00 v v v v v v v v v v 80
- inheit 5PC810.SX02-00 VAN A VA VA V4 VIV v 80 é
ystemelnhetlen  |'5pce10.8X03-00 AaAraray R araray 80 | 2
5PC810.SX05-00 v v v v v v v v v v 80
5AC600.CANI-00 v v v v v v v v v v -
5AC600.4851-00 v v v v 4 v v v 4 v -
5AC801.SDL0-00 v v v v v v v v v v -
Zusatzsteckkarten |5AC801.RDYR-00 VI VA VAN RV RV v -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/
len / AP Link 40 | 40 | 40 | 40 | 40 40 | 40 | 40 | 40 | 40 -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v 4 v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v v v -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) 50 | 50 | 50 | 50 | 50 v v v v v -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte mdglich.

Tabelle 8: Umgebungstemperatur mit Lufter
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Information:

195).

* KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 = Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05
mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

L2400 L7400 U7500 M 423 T7400 N270
Alle Temperaturangaben in Grad f i S g i—; §
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. 3§ 3 $ S S S
@ @ @ @ @ @
o o o o o o
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungs- 2 & 2 ] 2 2
temperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. g o g g 4 £
3} 2] v w 0 0
Maximale Umgebungstemperatur 55 55 55 55 55 60 - g
3 [
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur 5 =
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g %
£ g
() [
= N
On-Board CompactFlash" v v v v v v 80
5AC801.HDDI-00 v v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v v v 80
5AC801.HDDI-03 50 50 50 50 50 50 60
5AC801.HDDI-04 50 50 50 50 50 50 60
Slide-in compact Laufwerke | 5SAC801.SSDI-00 v v v v v v 70 Q
5AC801.SSDI-01 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-03 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-04 < Rev. CO v v v v v v 70
5AC801.SSDI-04 = Rev. DO v v v v v v 80
5AC801.SSDI-05 v v v v v v 80
5AC801.HDDS-00 v v v v v v 80 | ¢ £
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 50 50 50 50 50 50 50 g g
5AC801.DVRS-00 50 50 50 50 50 50 50 | 3
5MMDDR.0512-01 v v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v v - '
5MMDDR.2048-01 v v v v v v -
5PC810.SX01-00 v v v v v v 80
Svstemeinheit 5PC810.SX02-00 v v v v v v 80 g
ystemeinhetien 5PC810.5X03-00 vyl vl vl vl v e =
5PC810.SX05-00 v v v v v v 80
5AC600.CANI-00 v v v v v v -
5AC600.485I-00 v v v v v v -
5AC801.SDL0-00 v v v v v v -
5AC801.RDYR-00 v v v v v v -
Zusatzsteckkarten
Schnittstellen / AP Link | YACPCIL.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ '
40 40 40 40 40 40 -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) 50 50 50 50 50 50 -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) 50 50 50 50 50 50 -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhéltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 9: Umgebungstemperatur mit Lifter
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2.1.1.3 Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Liifter Kit).

2. Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems
in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ii. NN. Herabsen-
kung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern
ii. NN.

3. Sind im APC810 System zusatzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw.
eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschrankung
besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v* (Hakchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur
des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,35% so darf die Umgebungstemperatur des ge-
samten APC810 Systems diese nicht iberschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C:
5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00, 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-02. Wird keine der genannten Kompo-
nenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturiberwachung

Sensoren Uberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board 1/0, Board ETH2,
Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810. Die Position der Temperatur-
sensoren ist der Abbildung Abb. 3 "Temperatursensorpositionen" auf Seite 38 zu enthehmen. Der angegebene
Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle2 dar. Beim Uberschreiten der
Temperatur wird kein Alarm ausgeldst. Die Temperaturen kénnen im BIOS (Menipunkt Advanced - Baseboard/Pa-
nel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R
Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhaltlichen Hard Disks fir APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdnnen verschiedene Parameter, wie
z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows
Betriebssystemen (auf’er Windows CE) ausgelesen werden.

2) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57 37

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten « Gesamtgerat

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board I/O, Slide-in Laufwerk, usw.) im
APC810 an. Die Temperaturend konnen im BIOS (Menlpunkt Advanced - CPU Monitor) oder unter Microsoft
Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center4) ausgelesen werden.

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefuhrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position Messpunkt fiir Messung max. spezifiziert
1 CPU Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor). 100°C
2 Board Temperatur des CPU Boards (Sensor integriert im CPU Board). 85°C
3 Board 1/O Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor auf dem Baseboard). 85°C
4 Board ETH2 Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard). 80°C
5 Board Netzteil Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard). 80°C
6 ETH2 Controller Temperatur des ETH2 Controllers (Sensor im ETH2 Controller). 125°C
7 Netzteil Temperatur des Netzteils (Sensor am Netzteil). 80°C
8 Slide-in Laufwerk 1 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig
8 Slide-in Laufwerk 2 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig

Tabelle 10: Temperatursensorpositionen

3) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fur die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.
4) Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladenwerden.
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2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die
fur die Einschrankung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerates von Bedeutung sind. Fir die Bestimmung ist immer
der gemeinsame kleinste, wie auch grofite Wert zu verwenden.

Komponente Betrieb Lagerung / Transport
CPU Boards 945GME COM Express 10 bis 90% 5 bis 95%
Systemeinheiten (alle Varianten) 5 bis 90% 5 bis 95%
Hauptspeicher fiir CPU Boards 10 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-01 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-02 8 bis 80% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-03 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-04 5 bis 95% 5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke 5AC801.SSDI-00 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-01 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-02 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-03 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.SSDI-04 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.SSDI-05 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.HDDS-00 5 bis 90% 5 bis 90%
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 8 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.DVRS-00 8 bis 90% 5 bis 95%
5AC600.CANI-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC600.4851-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.SDL0-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.RDYR-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/Standard) 5 bis 90% 5 bis 95%
Zusatzsteckkarten 5ACPCI.RAIC-02 (24 Stunden/Standard) 5 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 85% 85%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 85% 85%
Zubehér CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 8 bis 95% 8 bis 95%
Memory Stick 5SMMUSB.2048-00 10 bis 90% 5 bis 90%
Memory Stick 5SMMUSB.xxxx-01 85% 85%
USB Media Drive 5MD900.USB2-01 20 bis 80% 5 bis 90%

Tabelle 11: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C.
Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der Temperatur ist den technischen
Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsversorgung fur die Sys-

temeinheiten dar.

Versorgungssgannung >

. | USV Add-on

USV Batterie
»

"I Modul (optional) |

15V

24V II 15V

galvanisch
getrennt

L

Pufferungskondensatoren
(far min. 10 ms) |

+24 VDC

Power Taster Ein

15V 3V3

v

5V

»

3V3 Standby
»

3V3,

=

5V Standby

5V

-12V

+12V +12V

Ll

-12V'

+12Vk

»

PCI Bus

Erlauterung

Abbildung 4: Spannungsversorgung fir Systemeinheiten

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten

15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf
den Bus gelegt. Beim 5V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein
zusatzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschlieRbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird tber 15 V versorgt und gewahrleistet bei

Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.
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2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision 2 DO

Technische Daten » Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
by Leistungsangabe E’CI Ka!rte, optional o ]
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
' Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 1 Slot
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2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
by Leistungsangabe E’CI Ka!rte, optional o ]
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
' Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"

Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"

Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 1 Slot
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2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision 2 DO

Technische Daten » Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § :";’_ § ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
g § § § § § % § % § § Spalte Eintragen
o | 82 |88 |88 88| 8
0 O o0 © 0 O 0 O o O 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
& Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
* Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 2 Slot
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2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
§ § § § § § % § % § § Spalte Eintragen
o | 82 |88 |88 88| 8
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
& Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
* Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 15: Leistungskalkulation APC 2 Slot
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Technische Daten » Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
§ § § § § § % § % § § Spalte Eintragen
o | 82 |88 |88 88| 8
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lufter Kit, optional 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 16: Leistungskalkulation APC 3 Slot
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2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
§ § § § § § % § % § § Spalte Eintragen
o | 82 |88 |88 88| 8
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)"
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)"
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)"
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)"
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 17: Leistungskalkulation APC 5 Slot
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2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um
eine eindeutige Identifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System

verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende)
abgebildet.

For configuration details

R3C70168444 o to www.br-automation. com

v, br-automet icn. com and enter serial number

Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Riickseite der Monta-
geplatte zu finden.
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Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rickseite
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Diese Information kann auch Uber die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-
automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates im Suchfeld einzugeben auf den Tab "Serialnummer" zu
wechseln. Nach der Suche erhalt man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

‘iﬁ;‘_{ Sprache (Osterreich)  Kontakt  Login |~ | A3CT0168444 B= Serialnummerneingabe
[ Crtmman | Banchun | Toctnol ; S e fonate | 2B.A3C70168444
NN Sepsmmmnay wechseln auf den Tab

nialnumme »Serialnummer*

Industrie PCs
Automation PC 510

Automation PC 511

Automation PC 810 Serialnummer: A3CTO168444
Autnmstion ¢ 820 Materialnummer. 5PC810.6%02-00
Automation PC 910 Revision: 0
Automation Panel 800

Auslieferungsdatum: *NIA
Automation Panel 900 ~
T, Gewahrleistungsende: NiA
Panel PC 725 *Kundenvereinbarung untersagt die Ausgabe des Datums
Panel PC 800

Dieses Material ist Bestandteil eines konfigurierten Materials und wurde in folgender Konfiguration ausgeliefert
Power Panel 300

Power Panel 500 E H

i SERIAL MATERIAL REVISION = LIEFERUNG = GEWAHRLEISTUNGSENDE Auflistung der verbauten
Visualisieren und Bedienen K h d
P ——— A3CT0168444  5PCS10.SX02-00 A0 NN A omponenten nach der
10 Systeme AE60168445  SMMDDR 1024-01 A0 NN “NiA Serialnummernsuche
Sicharhelslechnk: A3EB0168447 5MMDDR.1024-01 AD ANV “MIA
F— A3F40168425 5ACB01.HDDI-01 A0 NAY “NiA
Netzwerke und Feldbus Module

A3F20168442  SACED1HS00-00 A0 NN A

Software
S— ASEAQT68442  5PCS10.BX02-01 A0 NN A
Stromversoraungen A3CAD168430  5PCB00.BI45-00 A0 NN A

Zubehar

Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444
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2.5 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit einem CPU Board
in Abhangigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

CPU Temperatur @' CPU @'

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

s
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | SMBus, System Bus
Modul 1 v
i
. analog RGB Monitor / Panel
2 GByte SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik SOLIF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor 10

Optionaler
Liifter 1

SO-DIMM
Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Lifter 2 rot/griin/orange

Optionaler HDD LED
Lafter 3 gelb

2 GByte | SMBus DMI 512 kB SRAM
Y |nterface batteriegepuffert

Link1 LED
5PC810.BX01-00 - 1 Slot Bus 1 PCI RAM 128 kB gelb
b SM Bus Serial Flash :
S| SMBus, Link2 LED
) FPGA MTCX Controller gelb
2 Serial EEPROM
35 Factory Settings
Z Reset Taster
o
& usv
&
Power Taster
Line Driver
rc RS232 RS232 COM1
Spannungsiiberwachung )
- Line Driver
RS232 R8232 COM2
Ve
N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
—‘ CMOS Profile
SATA 1
e SATA Schalter
Optional Controller USB6 Ethernet
lide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controlle
SATA HardDisk [ +5 Volt e Inel 825751 ETH2
USB5 e
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge use o .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie ICH7M-DH UsB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsB4
usB1
Add-on USV Modul usB2
L Echtzeituhr AC97 Sound
Batterie | ] RTC Controller UsB3
Einheit Laderegler usv usB4
6-polig
Temperaturfilhler |
UsSB5
Controller +15,6 Volt
Hardh BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 DC/DC +5 Volt
ufferung 10 ms -
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
SDC/iC +3,3 Volt Line In
witching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—— Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 8: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild
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2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

CPU Temperatur M CPU M

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | SMEus, System Bus
Modul 1 von
i
S cbre analog RGB Monitor / Panel
: GByte SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik SDLIF
Controller | Intel 82945GME | Controller Sensor O

Optionaler
Lafter 1

SO-DIMM
Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange

2 GByte [ SMBus DMI 512 kB SRAM
Y |nterfaCe batteriegepuffert

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX01-01 - 1 Slot Bus 1 PCle RAM 128 kB gel
- SM Bus Serial Flash .
<= | SMBus, Link2 LED
s FPGA MTCX Controller gelb
5 Serial EEPROM
o Factory Settings
8 Reset Taster
usv
@
=
2 Power Taster
o
©
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATAL SATA ‘ Schalter
Optional Controller usBe Ethernet Ethernet
SS",:’-?:"HW?SE? 5ot USB7 Controller ET:;”e
fardDis}
USB5 Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USB3
UsSB4 USBA
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 9: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild
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2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M
FPGA

AP Link
SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX02-00 - 2 Slot Bus 2 PCI RAM 128 kB gelb
N b SM Bus Serial Flash .
S S SMBus, Link2 LED
o a| | FPGA MTCX Controller gelb
@ HIRE Serial EEPROM
= S o Factory Settings
o
= al e Reset Taster
2} @ )
&l |8 usv
®| |
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usB6 Ethernet
ide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controller
SATA Hardisk | +5 VoIt Intel 82573L ETH2
USB5 ©
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 10: 5PC810.5X02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild
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2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

E—
Intel Core2 Duo LVDS
Sil 1362A AP Link
Core Duo, Celeron M AL o
Altera

=
lock Generator Atom N270

FPGA

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Interface

Link1 LED
5PC810.BX02-01 - 2 Slot Bus 1 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
o~ b SM Bus Serial Flash Li
o po > ink2 LED
= & 2] FPGA MTCX Controller gelb
@ P 2 Serial EEPROM
£ o 5 Factory Settings
@ o 2
= a o Reset Taster
2] @
L = usv
R )
e
2 Power Taster
o
a
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C  USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATA O Controller USB6
e Ethernet Ethernet
S eorbact| 45 voit USB7, Controller ETho
lardDis} Intel 82573L
USB5
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge use o= .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBs
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller USB3
Laderege usv ] ot
Temperaturfuhler Controller 5.6 vol | USB5
A ; BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild
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2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

—
Intel Core2 Duo LvDS
Sil 1362A AP Link
Core Duo, Celeron M ALK o
Altera

=
lock Generator Atom N270

FPGA

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | Controller Sensor 0 Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Op}ionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Interface

Link1 LED
5PC810.BX03-00 - 3 Slot Bus 2 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
I NS SM Bus Serial Flash Link2 LED
= <]
= = 2113 FPGA MTCX Controller gelb
@ % 212 Serial EEPROM
= o sl |z Factory Settings
ﬁ = allg Reset Taster
2] of @
it & (& usv
k= S| |
2
g Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATAOY Controller USB6
o Ethernet Ethernet
SslfgnHm?g’af 5 Vol USB7 Controller ETH2
fardDis}
| o Vor Uses Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching ’
Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern
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2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX05-00 - 5 Slot Bus 4 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
o <] [«] [~] [= SM Bus Serial Flash Link2 LED
5 sHsAsHs—— in
= @ o |a||a||a FPGA MTCX Controller gelb
Bl & = HTEERE Serial EEPROM
x FHERERE .
= = ) SHEENG Factory Settings
3 8 = allz] |l [ Reset Taster
@a @ o| |a| o] |o
o [ o] | oy usv
s [S] [=] |@
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
I’C USBS N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usBe Ethernet Ethernet
SS":-?:"HW?ST 5ol USB7 Controller ET:;”e
fardDis}
| YOr Uses Intel 82573L
Primary IDE . B
Gontroller South Bridge uss 325‘1’ .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 13: 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild
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2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

_
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M
FPGA

AP Link
SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  TmDs
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | Controller Sensor 0 Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Op}ionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED

5PC810.BX05-01 - 5 Slot Bus 2 PCI / 3 PCle g:b
SMBus Link2 LED

FPGA MTCX Controller gelb

PCle X1 Slot 3
PCle X1 Slot 4
PCle X1 Slot 5

Reset Taster

Slide-in Slot 1
Slide-in Slot 2

Serial EEPROM
Factory Settings
usv

32 Bit PCI Bus Slot 2
32 Bit PCI Bus Slot 1

Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
[ ‘
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATAOY Controller USB6
o Ethernet Ethernet
SSIK’T?;"HW:E?? 5 Vol USB7 Controller ETH2
fardDis}
| o Vor Uses Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4 USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching ’
Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild
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2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  TmDs
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX05-02 - 5 Slot Bus 5 PCI RAM 128 kB gelb
w| | <+ of o) | = SM Bus Serial Flash i
== el e = Link2 LED
=] m ] <] <] >
I | o| |» o| |a||o FPGA MTCX Controller gelb
= EE 2 H 2 Serial EEPROM
< = 5l ls sl sl 1o Factory Settings
@ @ ol
= -] ol aplel s Reset Taster
2} @« of [@ of @] |2
of | ol o] | usv
s | e s8] |®
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usB6 Ethernet
ide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controller
SATA Hardisk | +5 VoIt Intel 82573L ETH2
USB5 ©
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 15: 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild
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2.6 Gerateschnittstellen und Einschiibe
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der flr den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt
werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810 Gehause zu
entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgeldtete Sicherung (15A, flink) abgesichert,
sodass bei Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschlieten (Verpolungsschutz - kein
Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird
die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher Buchse, 3-polig, male
Pin Beschreibung
1 +
2 Funktionserde
3
Bestellnummer Kurzbeschreibung . 2
Feldklemmem e Power 24 VDC
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme e oo i+
0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme & s
21

Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.6.1.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist moglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu

empfehlen, den grot moglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwen-
den.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes
oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so grof
wie moglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlit werden.
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2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART

16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig-
keit

max. 115 kBit/s

Buslénge

max. 15 m

3
S

Belegung

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

O|O(N(O|O|D[W|IN|—=

RI

DSUB-Buchse, 9-polig, male

1

O O O O
O O O O O

Tabelle 19: Pinbelegung COM1

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2

Serielle Schnittstelle COM2"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART

16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig-
keit

max. 115 kBit/s

Buslange

max. 15 m

3
5

Belegung

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

OO (N|O|O|D[W|N|—

RI

DSUB-Buchse, 9-polig, male

1

O O O O
O O O O O

Tabelle 20: Pinbelegung COM2

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)
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Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI

ten CPU Boards.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim Monitor / Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwende-

CPU Board

Videosignale mit allenSystemeinheitenvarianten

5PC800.8945-00 /-10 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-01/-11 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-02 / -12 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-03 / -13 RGB, DVI, SDL
5PC800.8945-04 / -14 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-05 RGB, DVI, SDL

ol

©

Tabelle 21: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate am Monitor / Panel Anschluss wird nicht unterstiitzt.

Information:

Bei der RGB- Schnittstelle handelt es sich um ein analoges Signal, die mégliche Leitungsldnge ist von
der Auflésung sowie den herrschenden Umwelteinfliissen abhéngig. Daher wird der Einsatz dieser
Schnittstelle nur fiir Servicezwecke empfohlen.

2.6.4.1 Pinbelegung

and VSync)

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
E ;ﬂ@igaw 24 | Shield of Data pair2and 4 | 18| TMDS Data 0+ |DVI Lane 0 (positive)
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative)
6 | bpc Clock (Dcltzgk‘;ase‘j control signal 1541 xysB1+ USB Lane 1 (positive)
7 DDC Data DDC based control signal 22 TMDS Clock Shield of Clock pair DVI-Buchse, 24-polig, female
(data) Shield
8 |n.c. not connected 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive) @
9 | TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24 | TMDS Clock - | DVI Clock (negative) @ RIEEIEE 145
10 DVI Lane 1 (negative) HDMI
TMDS DATA 1+ L C1|ANALOG RED |Analog Red
Clock (positive) c5
1 TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and c2 ANALOG Analog Green
XUSBO SHIELD | USBO GREEN 9
12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3| ANALOG BLUE | Analog Blue
13 . ANALOG Analog Horizontal Synchro-
XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4 HORZ SYNC nization
14|+5V Power? | +5V Power Supply C5| ANALOG GND | Analog ground (Return for R,
G and B signals)
Ground (return
15 | for +5 V, HSync | Ground

Tabelle 22: Pinbelegung DVI-Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

2.6.4.2 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01

5CASDL.0050-03

Tabelle 23: Kabellangen und Auflésungen bei SDL Ubertragung
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SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 23: Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

2.6.4.3 Kabellingen und Aufldsungen bei DVI-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des DVI-Kabels:

DVI-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CADVI1.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI1.0018-00

5CADVI.0018-00

5

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI.0050-00

5CADVI1.0050-00

Tabelle 24: Kabellangen und Auflésungen bei DVI-Ubertragung

Die maximale Kabellange bei der DVI-Ubertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.
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2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird tber die Systemeinheit nach auf3en gefiihrt.

Ethernet 1 Anschluss (ETH1")

Controller Realtek RTL8111B/C? RJ45-Buchse, female
Verkabelung S/STP (Catbe)
Eptertragungsgeschwindig_ 10/100/1000 MBit/s® 1
ei
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s*
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Link LED Speed LED
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)

werk ist vorhanden)

Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.
Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.

3) Umschaltung erfolgt automatisch.

4) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Wichtige Information zur Ubertragungsgeschwindigkeit

Auf Grund thermischer Gegebenheiten ist der Betrieb der ETH1 im 1000 MBit/s Modus mit den CPU Boards
5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 nur unter Verwendung eines Lfter Kits oder Verwendung von Kihlkdrpern
(5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01) ab Rev. DO (siehe "Temperaturangaben" auf Seite 31) erlaubt. Bei den CPU
Boards 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 mit den Kiihlkérpern 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-01 und dem
CPU Board 5PC800.B945-05 mit dem Kiihlkérper 5AC801.HS00-02 entfallt diese Limitierung.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen
fur die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber
zum Download bereit.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird Gber die Systemeinheit nach auften gefihrt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2")
Controller Intel 82573L RJ45-Buchse, female
Verkabelung S/STP (Catbe)
Eptenragungsgeschwindig_ 10/100/1000 MBit/s? 1
ei
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Link LED Speed LED
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 26: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freige-
gebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Down-

load bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)
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Die APC810 Geréate verfiigen Gber einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports,

wovon 5 nach aulRen gefiihrt und fiir den Anwender frei verfugbar sind.

Warnung!

Information:

auf Seite 228.

Vorsicht!

An die USB Schnittstellen konnen USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit der am Markt erhaltlichen USB Gerate, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion iiberneh-
men. Fur die bei B&R erhiltlichen USB Geriate wird die Funktion gewaéhrleistet.

Weitere Informationen siehe 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeraten™

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster Sorgfalt beziiglich
EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4")

Typ USB 2.0 4 x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s),Full Speed (12
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit?

USB1, USB3 max. 1A

USB2, USB4 max. 500 mA
Kabellange max. 5 m (ohne Hub)

Tabelle 27: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfligbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung

kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB5
Universal Serial Bus (USB5)"

Typ USB 2.0 1 x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?

USB5 max. 1A
Kabellange max. 5 m (ohne Hub)

Tabelle 28: USB5 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 1 A) abgesichert.
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2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen APC810 Systemen ist ein AC97 (Rev. 2.2) kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanale MIC,
Line IN und Line OUT von auf3en zuganglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT

Controller Realtek AC97 Rev. 2.2 3,5 mm Klinkenanschluss, female
MIC Anschluss eines Mono Mikro-
fon Uber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line IN Einspeisung eines Stereo Line in Si-
gnals tber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line OUT Anschluss eines Stereo Wiedergabegerates (z.B.

Verstarker) Uber einen 3,5 mm Klinkenstecker.

MIC - LineIN. = Line OUT

= = —
% — = = —
Power 24 VDC

T

Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Fir den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freigegebenen Be-
triebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch "Schnittstellenop-
tionen (IF Option)" auf Seite 188.

Add-on Schnittstellensteckplatz

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Serialadapter
5AC600.CANI-00 Add-on CAN Interface IEQption
5AC600.458I-00 Add-on RS232/422/458 Interface

Line IN

Tabelle 30: Add-on Schnittstellensteckplatz
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2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2
montiert werden.

Add-on USV Steckplatz

Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul

1 +
2 +
3
4 -
5 NTC (fur Batterietemperaturmessung)
6 NTC (fur Batterietemperaturmessung)
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m
APC810 Ready Relais
5AC801.RDYR-01 APC810 Ready Relais /2

Tabelle 31: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)
Informationen zum USV Modul siehe 6 "Zubehor", Abschnitt 373.

2.6.11 AP Link Steckplatz

In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Mdglichkeit, einen zweiten Grafikstrang mit

DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00
montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.5SX02-00,
5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 moglich.
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2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kdnnen Standard PCIl 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCle) half-size
Karten gesteckt werden. Diese diirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht tberschreiten.

100,5

]

177,7

106,7

258

17,4

55

Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte

167,65

111,15

106,65
100,36

8,25

MY

77% }mﬂm

15
49,65

57.15

‘4—’—»

59,05

Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCle Karte

Aufgrund mechanischer Einschrankungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card
Slot gesteckt werden. Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit
Karten mdglich ist.

Card Slot 1 Card Slot 2 Card Slot 3 Card Slot 4 Card Slot 5
Systemeinheit Buseinheit
5PC810.SX01-00 5PC810.BX01-00 32-Bit PCI
5PC810.BX01-01 PCle
5PC810.SX02-00 5PC810.BX02-00 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI
5PC810.BX02-01 32 und 64-Bit PCI PCle
5PC810.SX03-00 5PC810.BX03-00 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI PCle
5PC810.SX05-00 5PC810.BX05-00 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI PCle
5PC810.BX05-01 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI PCle PCle PCle
5PC810.BX05-02 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI

Tabelle 32: Ubersicht 64-Bit Karten
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Card Slot 2

Card Slot 1 Card Slot 1

5PC810.SX01-00 5PC810.5X02-00

Card Slot 3
Card Slot 2
Card Slot 1

5PC810.5X03-00

Card Slot 5
Card Slot 4
Card Slot 3
Card Slat 2
Card Slot 1

5PC810.SX05-00
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2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit integriert und befinden sich hinter der orangen Frontabdeckung.

Status LEDs

LED Farbe Status Bedeutung
Power Grin Ein Spannungsversorgung OK
Rot Ein Das System befindet sich im Stromspar- Standby
Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Modus
-Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)
Orange" | Ein Spannungsversorgung nicht OK; das System
lauft im Batteriebetrieb.
HDD Gelb Ein Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF,
HDD, CD, usw.)
Link1 Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor /

Panel Stecker an.

Blinkend Eine aktive SDL Verbindung wurde durch ei-
nen Spannungsverlust der Displayeinheit unter-
brochen.

Link2 Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am AP Link an.
Blinkend Eine aktive SDL Verbindung am AP Link wurde
durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit
unterbrochen.

Tabelle 33: Daten Status LEDs
1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird Uber Lichtleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung gefihrt.

Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite

2.6.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter
Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter kdnnen verschiedene BIOS Defaultwerte-
profile eingestellt werden.
Schalterstellung Beschreibung
0 Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1 Profil 1: Optimiert fiir die Systemeinhei-
ten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und
5PC810.SX03-00
2 Profil 2: Optimiert fiir die Systemeinheit
5PC810.SX05-00
3 Profil 3: Optimiert fur die Systemeinheit
5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-01
4 Profil 4: Reserviert
5 Profil 5: Optimiert fiir die Systemeinheiten
5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00

Tabelle 34: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte fiir
dieses System dar und sollte daher nicht geédndert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control
Center angezeigt.
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2.6.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstitzung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitaten.
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Power Taster

Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-
spitze) betatigt werden.

Der Power Taster verhalt sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit
ATX Netzteil:

kurzes Driicken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und
APCB810 ausschalten.

langes Driicken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC810 aus (Da-
tenverlust méglich!).

Beim Driicken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.

Tabelle 35: Power Taster

2.6.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware 2 V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heidt, dass
das Gerat trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das
System bei langerem Driicken (ca. 10 Sekunden) und wieder loslassen des Reset Tasters nicht mehr.

Reset Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-
spitze) betatigt werden.

Wenn der Reset Taster betatigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgeldst.
Der APC810 startet neu (Kaltstart).

Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.

Tabelle 36: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!
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2.6.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC), der individuell gespeicherten
BIOS Einstellungen sowie der Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die
Pufferdauer der Batterie betragt mindestens 2%, Jahre (bei 50°C, 8,5 yA der zu versorgenden Komponenten und
einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleildteil dar und sollte regelmaRig (mindestens nach
der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Tauschbar Ja, von aulen zugénglich W >
Lebensdauer 2" Jahre? 4’ Brorle .
Link 1
Bestellnummer Kurzbeschreibung . =

Batterien

0AC201.91

Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V, 950 mAh Knopfzelle

4A0006.00-000

Lithium Batterie 1 Stlick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle

Link2 Rt

Hardware

_Security Key. g 'Bartterl"yrf =

Tabelle 37: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittiung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System
ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschliefiend bewertet. Der
ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard
Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation Uber die
ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

N/A Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstiitzt.

GOOD Pufferung der Daten ist gewahrleistet.

BAD Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch fiir
ca. 500 Stunden gewahrleistet.

Tabelle 38: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten
noch fir ca. 500 Stunden gewabhrleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch
einen Goldfolienkondensator gepuffert.
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2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)

Als Hardware Security Key (Dongle) fir den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen Dongle basierend auf
dem DS1425 von MAXIM (friher Dallas Semiconductors).

Hardware Security Key
Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Security Key (Dongle) gesteckt HDD
werden. _cmos. :
4 Profile : .
- Hardware .
_Security Key. -
Tabelle 39: Hardware Security Key
Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Gber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es kénnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)

Anschluss PATA Master
CompactFlash
Typ Typ |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 40: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.20 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Gber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es konnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF2)

Anschluss PATA Slave
CompactFlash
Typ Typ |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 41: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern tGiber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1

Anschluss SATA | und USB
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in com-

pact Hard Disk in einem Slide-in Slot. ] :
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit Sgl‘:;':" ciwos.

erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie grrofle

das Manual zum Einsatz der Harddisk. ‘
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in). % : ; At
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in). : - : : Ha'rdmre .

_Security K

Tabelle 42: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies vom Betriebssystem unterstitzt wer-
den.

2.6.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern Uber eine PCle to SATA Bridge (SiL 3531) und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 2
Anschluss PCle to SATA Bridge (SiL 3531) und USB
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit -
erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Harddisk. ng-;" Ss'il':;-:n
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in). )
= = Lo
Tabelle 43: Slide-in Slot 2
Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen Gegebenheiten
(SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu konnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-
den.

Information:

Benotigte Treiber sind je nach verwendetem Betriebssystem von der B&R Homepage herunterzuladen.
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2.6.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern Gber SATA | mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot

Anschluss

SATA |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Laufwerke

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Be-
achten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC801.HDDI-03

250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.SSDI-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-01

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-02

180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-05

256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

UsSBS

cr

Information:

Tabelle 44: Slide-in compact Slot

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu konnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-

den.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe "Vorgangsweise" auf Seite 414.
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3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerat. Sie besteht aus dem Ge-
hause mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttire bzw. ober-

seitig leicht zuganglich. Die Systemeinheiten gibt es in den GrolRen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 5PC810.SX01-00

3.1.1.1 Allgemeines

» Steckplatz fiir eine Buseinheit mit 1 PCI oder 1 PCle Slot
+ SRAM 512 kByte onboard
» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk

3.1.1.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Kapitel 2
Technische Daten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC810.SX01-00

APCB810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom
Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/
Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC
(Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91
gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX01-00

APC810 Bus, 1 PCI

5PC810.BX01-01

APCB810 Bus, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kiihlkorper flir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kihlkérper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Liifter Kit

5PC810.FA01-00 APCB810 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC810.SX01-00.
Serialadapter

5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.

5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
FO0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Schnittstellen

Add-on Schnittstellensteckplatz

MIC, Line IN
Line OUT

Add-on USV Steckplatz

Spannungsversorgung
+24 VDC

Card Slot - half-size . COM2
PCI oder PCle*

Monitor / Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkorpersiegel

Kihlkérper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Hardware Security Key

Slide-in compact Slot

Status LEDs

CMOS Profil Schalter

Power / Reset Taster

Dauermagnet

(Anschluss Uber SATA)

CompactFlash Slot CF2
Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1

Anschluss Uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC810.5X01-00

Allgemeines
Donglehalter Ja
Kuhlung Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lufter Kit 1
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code 0xA3ED
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2 Jahre 2
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?®
ATEX Zone 22 Ja?®
GOST-R Ja
GL Ja?d
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 4
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhangig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten
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Technische Daten * Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.SX01-00

SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéngig vom verwendeten CPU Board
SpeichergroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typl
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 9
Eingénge Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 1 PCI Slot oder 1 PCle Slot ®
Slide-in Laufwerke Nein
Slide-in compact Laufwerke 1
Automation Panel Link Slot Nein
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration 7

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)
Lagerung

Transport

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.SX01-00

Schock ”
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig) &

Mechanische Eigenschaften

Gehause ?

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (4hnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (dhnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 81,3 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

96,5 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Hohe 270 mm

Tiefe 252,7 mm
Gewicht ca. 2200 g (komponentenabhangig)

1) Beim APC810 GM45 ist ein Liifter Kit zwingend erforderlich.

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

2) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

4) Maintenance Controller Extended
5) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

6) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX01-00 und 5PC810.BX01-01.
7) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

8) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter 4. NN.

9) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maoglich.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57
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Technische Daten e« Einzelkomponenten

3.1.1.5 Abmessungen
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Abbildung 21: 5PC810.SX01-00 - Abmessungen
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3.1.1.6 Bohrschablone

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Montageblechumriss (APC810)

270 ——+mrmimeem e -

262 —— = +

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

18—+ +

0 18 53 71

Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57

81

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

3.1.2 5PC810.SX02-00

3.1.2.1 Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1 PCle Slot
+ SRAM 512 kByte onboard

» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk

» Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels (iber SDL

3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC810.8X02-00

APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhan-
gig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link Transmitter;
1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display
Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX02-00

APC810 Bus, 2 PCI

5PC810.BX02-01

APCB810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APCB810 Kuhlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APCB810 Kihlkérper fur CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00 Ready Relais fir APC810
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter
Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.

Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Liifter Kit
5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revi-
sion DO.
Serialadapter
5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.5X05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Schnittstellen

Add-on Schnittstellensteckplatz

MIC, Line IN
Line OUT

Add-on USV Steckplatz

AP Link Steckplatz

Card Slot 2 - half-size Y Spannungsversorgung
PCI oder PCle* +24 VDC

Card Slot 1 - half-size
PCI oder PCle*

Monitor / Panel

SDL (Smart Display Link) / DVI
ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kuhlkorper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite
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Technische Daten * Einzelkomponenten

Status LEDs

2 Am!cltomatmn PC

Input: 24 VO 1.. 64
Fuse: 125VDC 1108

A Caution!

Do ot remove or nsert

Flash or opon
housing while power s
ont

CMOS Profil Schalter
Power / Reset Taster

Rules.
subject (o the following
two conditions: (1) This
dovice maynot

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uiber SATA)

Hardware Security Key

Batterie

USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot

(Anschluss Uber SATA) /
CompactFlash Slot CF2 °

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1 /

Anschluss Uber IDE - PATA

T
Serialnummernaufkleber |

J

Dauermagnet

Lufter Kit Abdeckung _— B

Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC810.5X02-00

Allgemeines

Donglehalter

Ja

Kihlung Passiv Uber Kihlkorper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit "
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code 0xA3C7
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre ?
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?¥
ATEX Zone 22 Ja?®
GOST-R Ja
GL Ja?d
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 4
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéngig vom verwendeten CPU Board
Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.5X02-00

SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéngig vom verwendeten CPU Board
SpeichergroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typl
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 9
Eingénge Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1PCle Slot

Slide-in Laufwerke

1

Slide-in compact Laufwerke

1

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration 7

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Kapitel 2
Technische Daten

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.5X02-00

Schock ”
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig) &

Mechanische Eigenschaften

Gehause ?

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (4hnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (dhnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 120,8 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

136 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Hohe 270 mm

Tiefe 254,6 mm
Gewicht ca. 2800 g (komponentenabhangig)

1) Beim APC810 GM45 ist ein Liifter Kit zwingend erforderlich.

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

2) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

4) Maintenance Controller Extended
5) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

6) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX02-00 und 5PC810.BX02-01.
7) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

8) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter 4. NN.

9) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maoglich.
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3.1.2.5 Abmessungen

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
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Information:

Das Maf “A” ist vom verwendeten
Kuhlkérper abhangig!

Bestellnummer Angabe in mm
5AC801.HS00-00 12,8
5AC801.HS00-01 28
5AC801.HS00-02 12,8

Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen
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Technische Daten e« Einzelkomponenten

3.1.2.6 Bohrschablone

2707
262

181

Montageblechumriss (APC810)

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

90,3110,5

Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone
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3.1.3 5PC810.SX03-00

3.1.3.1 Allgemeines

» Steckplatz fiir eine Buseinheit mit 2 PCI und 1 PCle Slot
+ SRAM 512 kByte onboard

» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk

» Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels ber SDL

3.1.3.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC810.SX03-00

APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCl Ex- press, PCI, abhan-
gig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link Transmitter;
1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display
Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder-
zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX03-00

APCB810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kiihlkorper flir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APCB810 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kihlkérper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00

Ready Relais fiir APC810

5AC801.SDL0-00

Smart Display Link/DVI-D Transmitter

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Liifter Kit

5PC810.FA03-00 APCB810 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC810.SX03-00.
Serialadapter

5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.

5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
GO0), 5PC600.5X02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
FO0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten

3.1.3.3 Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz

Add-on Schnittstellensteckplatz

Card Slot 3 - half-size

PCI oder PCle*
Card Slot 2 - half-size

PCI oder PCle*
Card Slot 1 - half-size
PCI oder PCle*

Line OUT

Spannungsversorgung
+24 VDC

Monitor / Panel

SDL (Smart Display Link) / DVI
ETH1 (10/100/1000 MBit)
ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kihlkérper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite
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CMOS Profil Schalter

Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uber SATA)

Hardware Security Key

Batterie
USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss uber SATA)
CompactFlash Slot CF2

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss Uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Dauermagnet

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.3.4 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.SX03-00
Allgemeines
Donglehalter Ja
Kihlung Passiv Uber Kihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit "
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code 0xB2C3
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre 2
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX ®
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller

abhéangig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX03-00

SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéngig vom verwendeten CPU Board
SpeichergroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typl
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 4
Eingénge Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 2 PCl und 1PCle Slot 9

Slide-in Laufwerke

1

Slide-in compact Laufwerke

1

Automation Panel Link Slot Ja

Add-on USV Steckplatz Ja

Einschub fir Lifter Kit Ja

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen

Schutzart nach EN 60529 1P20

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©)

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)
Lagerung

Transport

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX03-00

Schock ©
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig) ”

Mechanische Eigenschaften

Gehause ®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (4hnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (dhnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 140,8 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

156,5 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Hohe 270 mm

Tiefe 254,6 mm
Gewicht ca. 3200 g (komponentenabhangig)

1) Beim APC810 GM45 ist ein Liifter Kit zwingend erforderlich.

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

2) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

3) Maintenance Controller Extended
4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Es kann die Buseinheit 5PC810.BX03-00 mit 2 PCl und 1 PCle Slot verwendet werden.

6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter i. NN.
8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.
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3.1.3.5 Abmessungen
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Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen
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3.1.3.6 Bohrschablone

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

2704
2624

181

Montageblechumriss (APC810)

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

0

100,5 131

Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone
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3.1.4 5PC810.SX05-00
3.1.4.1 Allgemeines

» Steckplatz fiir eine Buseinheit mit 4 PCI und 1 PCle Slot oder 2 PCI und 3 PCle Slots oder 5 PCI Slots
+ SRAM 512 kByte onboard

» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 2 Slide-in Laufwerke

» Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels ber SDL

3.1.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Systemeinheiten

5PC810.SX05-00

APCB810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig
vom Bus); 1 Slot fur Automation Panel Link Transmitter; 1 Sli-
de-in compact und 2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/
DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme
0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX05-00

APCB810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-01

APCB810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-02

APC810 Bus, 5 PCI

CPU Boards

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kiihlkorper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00 Ready Relais fiir APC810
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter
Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

| &

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten
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Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.

Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Liifter Kit

5PC810.FA05-00 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX05-00.
Serialadapter

5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.

5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten

3.1.4.3 Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz

AP Link Steckplatz Add-on Schnittstellensteckplatz

MIC, Line IN
Line OUT

Card Slot 1 - half-size

PCI oder PCle*

Card Slot 2 - half-size

PCI oder PCle*

Card Slot 3 - half-size
PCI oder PCle*

Card Slot 4 - half-size

PCI oder PCle* Spannungsversorgung
Card Slot 5 - half-size : +24 VDC
PCl oder PCle* COM2

COM1

Monitor / Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kuhlkérper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite
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CMOS Profil Schalter Status LEDs Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uber SATA)

Slide-in Slot 2
(Anschluss Uber SATA)

Batterie

Hardware Security Key

USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss (iber SATA)

CompactFlash Slot CF2 Dauermagnet

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite

3.1.4.4 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.SX05-00
Allgemeines
Donglehalter Ja
Kihlung Passiv Uber Kihlkorper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit "
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code OxA3EE
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre ?
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX ®
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhangig vom verwendeten CPU Board
SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (furr z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéangig vom verwendeten CPU Board
SpeichergroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX05-00

Schnittstellen

COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
comM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typ |
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 4
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgange Line Out

Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Einschiibe
PCI/PCle Slots
Anzahl 4 PCl und 1 PCle Slots oder
2 PCl und 3 PCle Slots oder
5 PCI Slots 9
Slide-in Laufwerke 2
Slide-in compact Laufwerke 1
Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fiir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC £25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ©

Betrieb 159,11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810.SX05-00
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig)
Mechanische Eigenschaften
Gehéause ®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen
Breite 201,7 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02
216,9 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01
Héhe 270 mm
Tiefe 254,5 mm
Gewicht ca. 3900 g (komponentenabhéngig)

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lufter Kit zwingend erforderlich.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

3) Maintenance Controller Extended

4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02.
6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter . NN.

8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.

3.1.4.5 Abmessungen
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Information:

Das Maf} “A” ist vom verwendeten
Kihlkérper abhangig!

Bestellnummer

Angabe in mm

5AC801.HS00-00

12,8

5AC801.HS00-01

28

5AC801.HS00-02

12,8

Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen
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3.1.4.6 Bohrschablone

Montageblechumriss (APC810)

2T - - E

262} ——=4- - -+-

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

0 25,7 95,7 165,7

Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone
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3.2 Buseinheiten

3.2.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot GréRen mit PCIl und / oder
PCI Express Unterstitzung erhaltlich.

1 PCI Slot 1 PCle Slot

5PC810.BX01-01

5PC810.BX01-00

Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten

2 PCI Slots 1 PCle Slot
1 PCI Slot

5PC810.BX02-00 5PC810.BX02-01

Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten

1 PCle Slot
2 PCI Slots

5PC810.BX03-00

Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit

102 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57



Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

1 PCle Slot 3 PCle Slots
4 PCl Slots -

5PC810.BX05-00 5PC810.BX05-01

5 PCI Slots

5PC810.BX05-02

Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Buseinheiten

5PC810.BX01-00 APCB810 Bus, 1 PCI

5PC810.BX01-01 APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)

5PC810.BX02-00 APC810 Bus, 2 PCI

5PC810.BX02-01 APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)

5PC810.BX03-00 APCB810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)

5PC810.BX05-00 APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-01 APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-02 APC810 Bus, 5 PCI

Tabelle 53: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810.
BX01-00 BX01-01 BX02-00 BX02-01 BX03-00 BX05-00 BX05-01 BX05-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?® - Ja?® - - - - -
ATEX Zone 22 Ja?® - Ja?® - - - - -
GOST-R Ja
GL Ja " Ja"® Ja"® Ja"® - - - -
Einschiibe
PCI Slots
Anzahl 1 - 2 1 2 4 2 5
Typ 32 Bit - 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit
Ausflihrung PCI half-size - PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size
Standard 222 - 222 222 222 222 222 222
Bus Speed 33 MHz - 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz
PCI to PCI Bridge - - - - - - - Ja, Slot
4 und 5

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810.
BX01-00 BX01-01 BX02-00 BX02-01 BX03-00 BX05-00 BX05-01 BX05-02
PCle Slots
Anzahl - 1 - 1 1 1 3 -
Ausfiihrung - PCle - PCle PCle PCle PCle -
half-size half-size half-size half-size half-size
Standard - 1.0a - 1.0a 1.0a 1.0a 1.0a -
Bus Speed - x4 (10 - x4 (10 x4 (10 x1(2,5 x1(2,5 -
GByte/s) GBytels) GBytels) GBytels) GBytel/s)

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,

5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Aufgrund mechanischer Einschrankungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Eine Tabelle im
Anwenderhandbuch gibt eine Ubersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten méglich ist.
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3.3 CPU Boards 945GME

3.3.1 Aligemeines

+ AMIBIOS

* Intel® 945GME Chipsatz
+ 2x DDR2 Speichersockel
* Dual Channel Memory

* Intel® GMA 950

» Gigabit Ethernet

3.3.2 Bestelldaten

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 55: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CPU Boards

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten
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3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-00 | 5PC800.B945-01 | 5PC800.B945-02 | 5PC800.B945-03 | 5PC800.B945-04 | 5PC800.B945-05
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus - - - - - Ja
GOST-R - - - Ja - Ja
GL - - - - - Ja"®
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core ™2 Intel®
Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400 Atom™ N270
Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz 1660 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2 1
Architektur 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 45 nm
L1 Cache 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 24 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte 512 kByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz 533 MHz
Intel® 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja Nein
Intel® Virtualization Technology Ja Ja Ja Nein Ja Nein
(VT-x)
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- Ja Ja Ja Nein Ja Ja
nology
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
Speichergrolle max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte 2
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.8945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-10 | 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 5PC800.B945-13 5PC800.B945-14

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja

Controller

Boot-Loader embedded AMI BIOS

Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core™2

Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400

Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2
Architektur 65 nm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz
Intel® 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja
Intel® Virtualization Technology Ja Ja Ja Nein Ja
(VT-x)
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- Ja Ja Ja Nein Ja
nology

Chipsatz Intel® 945GME

Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)

Tabelle 58: 5PC800.8945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC800.B945-10 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 | 5PC800.B945-13 | 5PC800.B945-14
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
SpeichergroRe max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte "
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflésung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.
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3.4 Kiihlkérper

3.4.1 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kiihlkorper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

3.4.2 Technische Daten

Tabelle 59: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Bestelldaten

Product ID

5AC801.HS00-00

5AC801.HS00-01

5AC801.HS00-02

Allgemeines

geeignet fir CPU Boards

5PC800.8945-00 /-10
5PC800.B945-01 /-11
5PC800.B945-02 / -12
5PC800.8945-03 / -13

5PC800.B945-04 / -14

5PC800.8945-05

Zertifizierungen
CE

cULus HazLoc Class 1 Division 2 -

ATEX Zone 22
GOST-R
GL

Ja

Ja’” -
Ja" -

Ja
- | Ja®

Mechanische Eigenschaften

Material | Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data
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Product ID 5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 | 5AC801.HS00-02
Abmessungen

Breite 228,7 mm

Hoéhe 218 mm

Tiefe 12,8 mm 28 mm 12,8 mm
Gewicht ca. 1700 g ca. 2000 g ca. 1700 g

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.5 Hauptspeicher
3.5.1 Aligemeines

Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit
einer Speichergréfe von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfugbar.

Werden zwei gleich grol3e (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unter-
stutzt. Werden zwei ungleich grofRe (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht
unterstatzt.

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 61: 5SMMDDR.0512-01, 5SMMDDR.1024-01, 5SMMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5MMDDR.0512-01 5MMDDR.1024-01 5MMDDR.2048-01
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja®
Controller
Speicher
Typ SO-DIMM DDR2-SDRAM
SpeichergréRe 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte
Bauart 200 Pin
Organisation 64M x 64 Bit | 128M x 64 Bit | 256M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR2-667 (PC2-5300)

Tabelle 62: SMMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten
1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
Information:
Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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3.6 Laufwerke

3.6.1 5AC801.HDDI-00

3.6.1.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusatzlich eine
erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten

verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk. :____""—'———?
'y W K
% \
5 ¥ | i
¥ §
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‘

Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

3.6.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-00

Allgemeines

intern
zum / vom Host

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"®
Hard Disk
Kapazitat 40 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate

max. 450 MBits/s
max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1ms
12,5 ms
23 ms

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten
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Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-00
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb 4 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden % -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 7
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST940817SM

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
3.6.2 5AC801.HDDI-01
3.6.2.1 Allgemeines

Diese 80 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusatzlich eine
erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten
verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC801.HDDI-01

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten

3.6.2.3 Technische Daten

Kapitel 2
Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-01
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
Hard Disk
Kapazitat 80 GByte
Anzahl der Képfe 2
Anzahl der Sektoren 156.301.488
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate
intern max. 450 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 12,5 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb 3 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 4 -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-01
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ©
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 133 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST980817SM

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 15% pro Stunde.

6) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 40: 5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
3.6.3 5AC801.HDDI-02
3.6.3.1 Allgemeines
Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatz-

lich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800
Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDI-02

160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das

Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

3.6.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-

nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem

z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-02

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GL Ja"®
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 300.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 12ms
Datentransferrate

intern
zum / vom Host

max. 84,6 MBits/s
max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1,5ms
12ms
22 ms

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-02
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden 4 -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend ©
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend ”
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend 7
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Schock
Betrieb 325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 900 g, 1 ms; keine Beschadigung
120 g, 11 ms; keine Beschadigung
Transport 900 g, 1 ms; keine Beschadigung
120 g, 11 ms; keine Beschéadigung
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 3000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ®
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1359
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung MHY2160BH-ESW

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

6) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

7) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

8) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 41: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.4 5AC801.HDDI-03

3.6.4.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDI-03

250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0250-00

250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5AC801.HDDI-03 und
5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-

satz der Hard Disk.

LT e T

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

3.6.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem

z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-03

Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®
ATEX Zone 22 Ja"®
GOST-R Ja
GL Ja"
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Képfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 10,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,56 ms

unterstiitzte Transfermodi

SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
P10 Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 1175 MBit/s
max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1ms
14 ms
30 ms

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-03

Umgebungsbedingungen

Temperatur 2

Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden % 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 30% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 42: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.5 5AC801.HDDI-04

3.6.5.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.
» 500 GByte Hard Disk
» Slide-in compact
» flr 24 Stunden Betrieb spezifiziert
+ S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor -

Laufwerke

5MMHDD.0500-00

500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

3.6.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"®
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Képfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168

Bytes pro Sektor

512 (logical) / 4096 (physical)

intern
zum / vom Host

max. 147 MByte/s

Cache 16 MByte

Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre

MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja

Schnittstelle SATA

Zugriffszeit 5,5 ms

unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA Il)

Positionierzeit

nominal (Lesezugriff) 11 ms
maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden % 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten
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Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢

Herstellerinformation

Hersteller

Western Digital

Herstellerbezeichnung

WDS5000LUCT

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 20% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 43: 5AC801.HDDI-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.6 5AC801.SSDI-00
3.6.6.1 Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810
Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem
5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.

Abbildung

5AC801.SSDI-00

Tabelle 73: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

3.6.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Kapitel 2
Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-00
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 32 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles 50.000
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 170 MByte/s

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-00
IOPS 2
4k lesen 35.000
4k schreiben 3.300
Endurance
SLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 700 TByte
ergibt bei 5 Jahren 350 GByte/Tag
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
Kompatibilitat SATA Revision 2.6 complient, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten
ATA/ATAPI-7
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung 10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport 10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1000 g, 0,5 ms
Lagerung 1000 g, 0,5 ms
Transport 1000 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118g
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSA2SH032G1

Tabelle 74: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) Montageweise auf Slide-in compact.
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3.6.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten
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Abbildung 44: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.6.5 Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und
der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.

160 -

140 -

120 4

100 -

60 -

Transferrate [MB/s]

40

20

I I I I I I I I I I I I L I |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
05 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192
5AC801.SSDI-00 5AC801.HDDI-00 Transfergrofe [kb]

Abbildung 45: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen
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Abbildung 46: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.7 5AC801.SSDI-01
3.6.7.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem
5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMSSD.0060-00 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-01

und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 75: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

3.6.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-01
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s

max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-01

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 76: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 47: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.8 5AC801.SSDI-02
3.6.8.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-
heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem
5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5MMSSD.0180-00 180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-02;

und 5AC901.CSSD-02; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 77: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

3.6.8.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-02
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 106 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s

max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-02

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 3
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 78: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.8.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 48: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.9 5AC801.SSDI-03
3.6.9.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinhei-
ten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem
5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.9.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Optionales Zubehor -
Laufwerke @ .

5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fur 5AC801.SSDI-03 s

und 5AC901.CSSD-03; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 79: 5AC801.SSDI-03 - Bestelldaten

3.6.9.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-03
Revision Cco | Do
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'5 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 430 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 50.000 (random)

4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 35 TBW ®

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-03
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hoéhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 118 g
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJOGOWCST

Tabelle 80: 5AC801.SSDI-03, 5AC801.SSDI-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.9.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 49: 5AC801.SSDI-03 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.10 5AC801.SSDI-04

3.6.10.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-
heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem
5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.10.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.SSDI-04

128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0128-01

128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fur 5AC801.SSDI-04
und 5AC901.CSSD-04; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 81: 5AC801.SSDI-04 - Bestelldaten

3.6.10.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-04

Revision Cco | Do
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 450 MByte/s

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-04
IOPS 2
4k lesen max. 85.000 (random)
4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 74 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hohe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WCST

Tabelle 82: 5AC801.SSDI-04, 5AC801.SSDI-04 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
3) TBW: Terabyte written
4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.10.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.11 5AC801.SSDI-05

3.6.11.1 Alilgemeines

Dieses 256 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemein-

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

heiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810
Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem

5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

3.6.11.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMSSD.0256-00

256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

Tabelle 83: 5AC801.SSDI-05 - Bestelldaten

3.6.11.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.SSDI-05
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GOST-R Ja

GL Ja"
Solid State Drive
Kapazitat 256 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 460 MByte/s

Tabelle 84: 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SSDI-05

IOPS 2

4k lesen max. 90.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 148 TBW 2
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 4
Abmessungen
Breite 13 mm
Hohe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1189
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST

Tabelle 84: 5AC801.SSDI-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

4) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.11.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 53: 5AC801.SSDI-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.12 5SMMSSD.0060-

3.6.12.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

00

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.6.12.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMSSD.0060-00

60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-01
und 5AC901.CSSD-01; SSD fur 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

3.6.12.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Tabelle 85: SMMSSD.0060-00 - Bestelldaten

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0060-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 15.000
4k schreiben
typisch 23.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 86: 5SMMSSD.0060-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CWO060A3

Tabelle 86: 5SMMSSD.0060-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.12.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 54: 5SMMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

3.6.13 5MMSSD.0060-01
3.6.13.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.6.13.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-03

und 5AC901.CSSD-03; SSD fur 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD. -

Tabelle 87: 5SMMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.6.13.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0060-01
Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja?®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 60 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 430 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 50.000 (random)

4k schreiben max. 25.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 35 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 88: 5MMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung |

5SMMSSD.0060-01

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNHO060GBST | THNSNJO60WCST

Tabelle 88: 5SMMSSD.0060-01, 5SMMSSD.0060-01 - Technische Daten

1)
2)
3) TBW: Terabyte written

3.6.13.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

Lagerung
Transport

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend

I
T
T

|
-80 70 -60 -50 -40 -30

20 -10 0
<gmm Temperatur [°C] >

10 20 30

40 50 60 70 80 90 100
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3.6.14 5MMSSD.0128-01
3.6.14.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.6.14.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5MMSSD.0128-01 128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-04
und 5AC901.CSSD-04; SSD fur 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

Tabelle 89: 5SMMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.6.14.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMSSD.0128-01
Revision co | DO
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 128 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 105 Bit Lesezugriffen
MTBF 1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 450 MByte/s
IOPS 2

4k lesen max. 85.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 74 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 90: 5SMMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5MMSSD.0128-01

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 8 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNH128GBST | THNSNJ128WCST

Tabelle 90: 5SMMSSD.0128-01, 5SMMSSD.0128-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

3.6.14.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 57: 5SMMSSD.0128-01 < Rev. CO - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.15 5SMMSSD.0180-

3.6.15.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

00

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Erstzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.6.15.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMSSD.0180-00

180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fiir 5AC801.SSDI-02;
und 5AC901.CSSD-02; SSD fur 5PP510.GMAC-00; Hinweis:
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

3.6.15.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Tabelle 91: 5SMMSSD.0180-00 - Bestelldaten

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0180-00

Allgemeines

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Solid State Drive
Kapazitat 180 GByte
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'® Bit Lesezugriffen
MTBF 1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

kontinuierliches Schreiben

max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s
max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s

IOPS 2
4k lesen 50.000
4k schreiben
typisch 60.000
maximal 80.000
Endurance
MLC-Flash Ja

Tabelle 92: 5SMMSSD.0180-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5MMSSD.0180-00
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -55 bis 95°C
Transport -55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport 5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshohe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Héhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Intel
Herstellerbezeichnung SSDSC2CW180A3

Tabelle 92: 5SMMSSD.0180-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.15.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 59: 5SMMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.16 5SMMSSD.0256-00

3.6.16.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehdrteil verwendet werden. Die
SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

+ Ersatzlaufwerk fiir die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
» Zubehor fir APC510 (optionale SSD fiir I/0 Board)

3.6.16.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMSSD.0256-00

256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA

3.6.16.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Tabelle 93: 5SMMSSD.0256-00 - Bestelldaten

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
uiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Produktbezeichnung

5MMSSD.0256-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

Solid State Drive

Kapazitat 256 GByte

Datenverlasslichkeit

< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10'5 Bit Lesezugriffen

MTBF

1.500.000 Stunden

S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine

kontinuierliches Lesen

max. 510 MByte/s

kontinuierliches Schreiben

max. 460 MByte/s

IOPS 2

4k lesen max. 90.000 (random)

4k schreiben max. 35.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge

garantiert 148 TBW 3
Kompatibilitat SATA Revision 3.0 complient

ACS-2

SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 94: 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5MMSSD.0256-00

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 12.192 m
Lagerung -300 bis 12.192 m
Transport -300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Hohe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 789
Herstellerinformation
Hersteller Toshiba
Herstellerbezeichnung THNSNJ256WCST

1) Ja, jedoch nur zutreffend

Tabelle 94: 5SMMSSD.0256-00 - Technische Daten

wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3) TBW: Terabyte written

3.6.16.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 60: 5SMMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.17 5AC801.ADAS-00
3.6.17.1 Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit
am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in
Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810
Information:

Der Slide-in compact Adapter kann aus mechanischen Gegebenheiten (SchlieBen der Fronttiire) nur
im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

3.6.17.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact L

Hard Disk in einem Slide-in Slot.

Tabelle 95: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

3.6.17.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC801.ADAS-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"®
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 328¢g

Tabelle 96: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
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3.6.18 5AC801.HDDS-00
3.6.18.1 Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatzlich eine erweiterte
Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in
Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem APC810
Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB

angesprochen.

3.6.18.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDS-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 97: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

3.6.18.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDS-00

Allgemeines

intern
zum / vom Host

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Hard Disk
Kapazitat 40 GByte
Anzahl der Képfe 1
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate

max. 450 MBits/s
max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Tabelle 98: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDS-00

Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 12,5 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden % -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 22 mm
Hohe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 38749
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST940817SM

Tabelle 98: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 15% pro Stunde.

7) Montageweise auf Slide-in compact.

3.6.18.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 61: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.19 5AC801.DVDS-00

3.6.19.1 Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub

verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB

angesprochen.

3.6.19.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

Tabelle 99: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

3.6.19.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.DVDS-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
CD / DVD Laufwerk
Datentransferrate max. 1,5 GBit/s
Drehzahl max. 5090 rpm 1%
Gerauschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
Photo CD (single/multi-session)
Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Sing-
le/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R
DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

Laserklasse

Class 1 Laser

Lebensdauer

60.000 POH (Power On Hours)

Schnittstelle

SATA

Hochlaufzeit

CD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Tabelle 100: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.DVDS-00
Zugriffszeit
CD durchschnittlich 130 ms
DVD durchschnittlich 140 ms
Lesbare Medien
CD CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW
DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
CD 24x
DVD 8x
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb 5 bis 55°C ¥
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,2g
Lagerung 5 bis 500 Hz: 2g
Transport 5 bis 500 Hz: 2g
Schock
Betrieb 5 gund 11 ms Dauer
Lagerung 60 g und 11 ms Dauer
200 g und 2 ms Dauer
Transport 60 g und 11 ms Dauer
200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 22 mm
Hohe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 455 g

Tabelle 100: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern i. NN. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000

Meter ab 500 Meter G. NN.
3) Oberflachentemperatur des Laufwerks.

3.6.19.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 62: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.19.5 Hot-Plug Fahigkeit

Hardwarerevision BO des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfahigkeit. Andere

Hardwarerevisionen sind hotplugfahig.
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3.6.20 5AC801.DVRS-00
3.6.20.1 Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub
verwendet werden.

Information:

Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit méglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA und USB
angesprochen.

3.6.20.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
Optionales Zubehor

Sonstiges

OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-
RW Laufwerk erhaltlich.

Abbildung

5AC801.DVRS-00

5SWUTI.0000-00

Tabelle 101: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

3.6.20.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.DVRS-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
CD / DVD Laufwerk
Datenpufferkapazitat 2 MByte
Datentransferrate max. 33,3 MByte/s
Drehzahl max. 5160 rpm 1%
Gerauschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)

Kompatible Formate

CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)

Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)

DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Laserklasse

Class 1 Laser

Lebensdauer

60.000 POH (Power On Hours)

Schnittstelle SATA
Hochlaufzeit
CD max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Tabelle 102: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.DVRS-00

Zugriffszeit
CD durchschnittlich 140 ms (24x)
DVD durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien
CD CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW. DVD-

RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer),DVD+RW, DVD-RAM

Beschreibbare Medien

DVD+R (Double Layer)

CD CD-R, CD-RW

DVD DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit

CD 24x

DVD 8x
Schreibgeschwindigkeit

CD-R 24x, 16x, 10x und 4x

CD-RW 24x, 16x, 10x und 4x

DVD+R 8x, 4x und 2,4x

6x, 4x und 2,4x

DVD+RW 4x und 2x
DVD-R 8x, 4x und 2x
DVD-R (Double Layer) 6x, 4x und 2x
DVD-RAM 2 5x, 3x und 2x
DVD-RW 6x, 4x und 2x
Schreibmethoden
CD Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session

Umgebungsbedingungen

Temperatur 3

Betrieb 5 bis 55°C 4

Lagerung -20 bis 60°C

Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit

Betrieb 8 bis 80%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,2g

Lagerung 5 bis 500 Hz: 2g

Transport 5 bis 500 Hz: 2g
Schock

Betrieb bei max. 5 g und 11 ms Dauer

Lagerung bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport bei max. 60 g und 11 ms Dauer

bei max. 200 g und 2 ms Dauer

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Breite 22 mm
Hoéhe 172,5 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht 400 g

Tabelle 102: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfiigung gestellt. Unterstiitzung der RAM Funktion durch die Brennsoftware ,Nero“ (Best. Nr.
5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

3) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter

ab 500 Metern G. NN.

4) Oberflachentemperatur des Laufwerks.
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3.6.20.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Lagerung
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Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 63: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.21 5ACPCI.RAIC-01
3.6.21.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
Hard Disks sind fur den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

* SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fur 24 Stunden Betrieb)

* Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

\ Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 64: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel mindestens 50 Minuten (konigurierbar) in Anspruch.

3.6.21.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5ACPCI.RAIC-01 PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie

das Manual zum Einsatz der Harddisk.
Optionales Zubehor
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-02 60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5ACPCI.RAIC-01 Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

...
%
“
%.
% -
)

Tabelle 103: 5ACPCI.RAIC-01 - Bestelldaten
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3.6.21.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-01
Allgemeines
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Dateniibertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazitat 60 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 117.210.240
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 4,2 ms
unterstitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate

intern max. 539 MBits/s

zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1,5ms

nominal (Lesezugriff) 10,5 ms

maximal (Lesezugriff) 22 ms
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)

1 A bei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Temperatur "
Betrieb 2 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden ¥ 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 4
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s? 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschadigung
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s? 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschadigung
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s? 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s? 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Schock
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 400 g (3924 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschadigung

bei max. 450 g (4424 m/s? 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 200 g (1962 m/s? 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschadigung
Transport bei max. 400 g (3924 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 450 g (4424 m/s? 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 200 g (1962 m/s? 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschadigung

Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage 5 fix
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Hohe 9,5 mm

Tabelle 104: 5ACPCI.RAIC-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-01
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 104: 5SACPCI.RAIC-01 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshdhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1 °C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Minute maximal 3 °C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

5) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.21.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 65: 5ACPCI.RAIC-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.21.5 Treibersupport

Fur den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fir die unterstitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.6.21.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 230.

3.6.21.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 60GB 5ACPCI.RAIC-02 als Ersatzteil fir eine
HDD verfugbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung"”, Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA
RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 437.
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Technische Daten e« Einzelkomponenten
3.6.22 5ACPCI.RAIC-02
3.6.22.1 Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil fir eine HDD des PClI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-01 verwendet
werden.

3.6.22.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-02 60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir SACPCI.RAIC-01 Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

Tabelle 105: 5SACPCI.RAIC-02 - Bestelldaten

3.6.22.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 60 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 117.210.240
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 4,2 ms
unterstitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
intern max. 539 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1,5ms
nominal (Lesezugriff) 10,5 ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb 3 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 4 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 5
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s? 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschadigung
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s? 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschadigung
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s? 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s? 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-02
Schock
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 400 g (3924 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 450 g (4424 m/s? 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 200 g (1962 m/s? 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschadigung
Transport bei max. 400 g (3924 m/s? 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 450 g (4424 m/s? 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschadigung
bei max. 200 g (1962 m/s? 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschadigung
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Héhe 9,5 mm
Gewicht 350g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate

Herstellerbezeichnung

Momentus 7200.1 ST96023AS

Tabelle 106: 5ACPCI.RAIC-02 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

3.6.22.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 66: 5ACPCI.RAIC-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.23 5ACPCI.RAIC-03
3.6.23.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
Hard Disks sind fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusatzlich eine erweiterte Temperatur-
spezifikation (ET).

« SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fur 24 Stunden Betrieb)

» Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

\ Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 67: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergréBe von 160 GByte ca. 160 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.6.23.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-03 PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Harddisk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5ACPCI.RAIC-04 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fuir SACPCI.RAIC-03; Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

...
%
“
%.
% -
)

Tabelle 107: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten
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3.6.23.3 Technische Daten

Information:

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-03

Allgemeines

zum / vom Host

Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenlbertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstiitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate

intern max. 84,6 MBits/s

max. 150 MByte/s

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1,5ms
12 ms
22 ms

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
1 Abei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Temperatur "
Betrieb 2 -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 4
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend %
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend %
Vibration

5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Schock
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m

Mechanische Eigenschaften

Montage " fix
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Hoéhe 9,5 mm

Tabelle 108: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-03
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Fujitsu
Herstellerbezeichnung M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 108: 5SACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.23.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 68: 5SACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
3.6.23.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstiitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.6.23.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 230.

3.6.23.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil fiir eine
HDD verflgbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 11 "Tauschen einer PCI SATA
RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 437.
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3.6.24 5ACPCI.RAIC-04

3.6.24.1 Allgemeines

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Die Hard Disk kann als Ersatzteil fir eine HDD des PCl SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet

werden.

3.6.24.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5ACPCI.RAIC-04

160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir SACPCI.RAIC-03; Hin-
weis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

Tabelle 109: 5SACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

3.6.24.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-04

Allgemeines

zum / vom Host

Zertifizierungen
CE Ja
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Képfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm 1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
intern max. 84,6 MBits/s

max. 150 MByte/s

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1,5ms
12ms
22 ms

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme

0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
1 Abei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)
Lagerung

Transport

Temperatur "
Betrieb 2 -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden ¥ -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 4
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend 5
Vibration ©

5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung

Tabelle 110: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-04

Schock
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 450 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 70 mm
Lange 100 mm
Hoéhe 9,5 mm
Gewicht 350g
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu

Herstellerbezeichnung

M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 110: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.

2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.

5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

3.6.24.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 69: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.25 5ACPCI.RAIC-05
3.6.25.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
250 GByte Hard Disks sind fur den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

* SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet fur 24 Stunden Betrieb)

* Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

\ Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fir Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 70: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim néachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergréBe von 250 GByte ca. 250 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.6.25.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke
5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie

das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiur 5AC801.HDDI-03 und

5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-
satz der Hard Disk.

<

0

e S

Tabelle 111: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten
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3.6.25.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-05
Allgemeines
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja?®

GOST-R Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Dateniibertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstitzte Transfermodi SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6

P10 Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate

intern max. 1175 MBit/s

zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms

nominal (Lesezugriff) 14 ms

maximal (Lesezugriff) 30 ms
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)

1 Abei 5V (PCI Bus)

Umgebungsbedingungen
Temperatur 2

Betrieb 3 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration ©
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschadigung
Schock ©
Betrieb max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung

max. 500 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschadigung
Transport max. 400 g, 2 ms; keine Beschadigung
max. 500 g, 1 ms; keine Beschadigung
max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschadigung

Meereshohe
Betrieb - 300 bis 3048 m
Lagerung - 300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 7
Gewicht 350 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 112: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
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5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Mdglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).
7) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.25.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 71: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.25.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstiitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.6.25.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 230.

3.6.25.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil fur
eine HDD verfligbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCl SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 437.
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Technische Daten * Einzelkomponenten
3.6.26 5ACPCI.RAIC-06
3.6.26.1 Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstitzt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten
500 GByte Hard Disks sind fur den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

« SATA RAID Controller

* RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)

» 2x 500 GByte SATA Hard Disk (geeignet fiir 24 Stunden Betrieb)
» Bendtigt nur 1 PCI Slot

+ Ubertragungsraten bis zu 150 MByte/s

T
.
T

::PIH il

Primary Hard Disk (HDD 0)

Secondary Hard Disk (HDD 1)

Zugriffsled (gelb) fur Primary (HDD 0)
und Secondary (HDD 1) Hard Disk

Abbildung 72: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz fiir eine ,,Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nachs-
ten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild
durchgefiihrt. Dies nimmt in der Regel bei einer SpeichergroBe von 500 GByte ca. 500 Minuten (konfi-
gurierbar) in Anspruch.

3.6.26.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Laufwerke

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Optionales Zubehor

Laufwerke

5MMHDD.0500-00 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

d |

Tabelle 113: 5ACPCI.RAIC-06 - Bestelldaten
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Information:

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5ACPCI.RAIC-06

Allgemeines

zum / vom Host

Kapazitat 2x 500 GByte
Anzahl der Hard Disks 2
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Controller
Typ Sil 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenlbertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstitzt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk 2
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH &
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms
unterstitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

intern max. 147 MByte/s

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 4

Betrieb % 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden © 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit 7

Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration 8

5 bis 500 Hz: 0,125 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock

Betrieb 200 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler

Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe

Betrieb -305 bis 3048 m

Lagerung -305 bis 12192 m

Mechanische Eigenschaften

Montage

fix 9

Tabelle 114: 5ACPCI.RAIC-06 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5ACPCI.RAIC-06
Gewicht 350 g
Herstellerinformation

Hersteller Western Digital
Herstellerbezeichnung WD5000LUCT

Tabelle 114: 5SACPCI.RAIC-06 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Technische Daten fiir eine Hard Disk.

3) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

4) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

5) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

7) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

8) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefahrdeten Bereichen besteht im Betrieb die Méglichkeit von Performanceeinbriichen (absinken der Ubertragungsrate).

9) Montageweise auf PCI Einschub.

3.6.26.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 73: 5ACPCI.RAIC-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.26.5 Treibersupport

Fir den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen fiir die unterstiitzten
und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber
zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Soft-
ware zu finden.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

3.6.26.6 Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Ver-
bundes" auf Seite 230.

3.6.26.7 Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das
System neu installieren zu missen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 500 GByte 5SMMHDD.0500-00 als Ersatzteil
fur eine Hard Disk verfligbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Tauschen einer PCl SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 437.
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3.6.27 SMMHDD.0250-00

3.6.27.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehorteil verwendet werden.

» 250 GByte Hard Disk

» Ersatz Hard Disk fiir die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder fiir den RAID Controller 5SACPCI.RAIC-05

» Zubehdr fur APC510 (optionale Hard Disk fur 1/0-Board)
+ fir 24 Stunden Betrieb spezifiziert
*+ S.M.A.R.T. Support

3.6.27.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMHDD.0250-00

250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-03 und
5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein-
satz der Hard Disk.

Tabelle 115: SMMHDD.0250-00 - Bestelldaten

3.6.27.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Produktbezeichnung

SMMHDD.0250-00

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®
GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,56 ms

unterstitzte Transfermodi

SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6
PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 1175 MBit/s

max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Tabelle 116: SMMHDD.0250-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung SMMHDD.0250-00
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 14 ms
maximal (Lesezugriff) 30 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3
Betrieb 4 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden % 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshdhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 9,5 mm
Hoéhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 116: SMMHDD.0250-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

3.6.27.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 74: 5SMMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.28 5SMMHDD.0500-00
3.6.28.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehorteil verwendet werden.

» 500 GByte Hard Disk

» Ersatz Hard Disk fir die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder fiir den RAID Controller
5ACPCI.RAIC-06

» Zubehor fir APC510 (optionale Hard Disk fiir I/O-Board)

 fir 24 Stunden Betrieb spezifiziert

+ S.M.A.R.T. Support

3.6.28.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5MMHDD.0500-00

500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fur 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 117: SMMHDD.0500-00 - Bestelldaten

3.6.28.3 Technische Daten

Vorsicht!

dung einer USV empfohlen.

Information:

Ein plétzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5MMHDD.0500-00
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja"®

GOST-R Ja
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm +0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH 2
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,5 ms

Tabelle 118: 5SMMHDD.0500-00 - Technische Daten

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57

175

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e« Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

SMMHDD.0500-00

unterstitzte Transfermodi

SATA Il

Datentransferrate
intern
zum / vom Host

max. 147 MByte/s
max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA Il)

Positionierzeit

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

nominal (Lesezugriff) 11 ms

maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur 3

Betrieb 4 0 bis 60°C

Betrieb - 24 Stunden 9 0 bis 60°C

Lagerung -40 bis 70°C

Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ©

Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend

Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 7 mm
Hoéhe 69 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 100 g
Herstellerinformation
Hersteller Western Digital

Herstellerbezeichnung

WD5000LUCT

Tabelle 118: SMMHDD.0500-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.

3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

3.6.28.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 75: SMMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.7 Lifter Kit

Information:

werden.

Technische Daten ¢ Einzelkomponenten

Lifter sind notwendig wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschrankte Umgebungs-
temperatur aufweisen, z.B. RAID Controller, DVD Combo, PCI Karten.

Die Liifter bzw. Staubfilter stellen ein VerschleifRteil dar und miissen in angemessenem Abstand kon-
trolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht

Fir Informationen zu den Einschaltgrenzen des Liifters siehe Anhang A.

3.7.1 5PC810.FA01-00

3.7.1.1 Allgemeines

Dieses Lifter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot eingebaut werden.

3 Lufter g 40mm
montiert auf Rahmen

Staubfilter

Filterspange

3.7.1.2 Bestelldaten

Abbildung 76: 5PC810.FA01-00 - Lufter Kit

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Liifter Kit

5PC810.FA01-00

APCB810 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC810.SX01-00.

Optionales Zubehor

Zubehor

5AC801.FA01-00

APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.8X01-00; 5 Stk.

Tabelle 119: 5PC810.FA01-00 - Bestelldaten

3.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung

5PC810.FA01-00

Allgemeines

Anzahl der Lifter 3
Drehzahl max. 6100 rpm
Gerauschpegel 21dB
Lebensdauer 29000 Stunden bei 70°C
95000 Stunden bei 20°C

Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja"®

ATEX Zone 22 Ja"®

GOST-R Ja

GL Ja "

Tabelle 120: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810.FA01-00
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lafter
Breite 40 mm
Hoéhe 40 mm
Tiefe 10 mm

Tabelle 120: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten
1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lufter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 6
"Lifter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 418.
3.7.2 5PC810.FA02-01
3.7.2.1 Allgemeines

Diese Lufter Kits kdnnen optional bei Systemeinheiten mit 2 Card Slots eingebaut werden.

Das Lufter Kit 5PC810.5A02-01 unterscheidet sich vom 5PC810.FA02-00 nur insofern, als zusatzliche Fuhrungs-
elemente wie bei den Lufter Kits der 1 und 5 Slot Variante eingearbeitet sind. Somit wird der Lifter Kit Einbau
bzw. Tausch erleichtert. Fur die Systemeinheit 5PC810.SX02- 00 kann ab der Revision DO nur noch das Luifer Kit
5PC810.5A02-01 eingebaut werden.

2 Lufter @ 70mm
montiert auf Rahmen Staubfilter

: g Filterspange

s

Abbildung 77: 5PC810.FA02-00 und 5PC810.FA02-01 - Lifter Kit

3.7.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Liifter Kit
5PC810.FA02-00 APCB810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX02-00
5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.5SX02-00 ab Revi-
sion DO.
Optionales Zubehor
Zubehor
5AC801.FA02-00 APC810 Ersatz Lufterfilter fir 5PC810.5X02-00; 5 Stk.

Tabelle 121: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten

3.7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.FA02-00 5PC810.FA02-01
Allgemeines

Anzahl der Lifter 2

Drehzahl max. 4300 rpm +£12,5%

Gerauschpegel 32dB

Lebensdauer 60000 Stunden bei 40°C

Tabelle 122: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810.FA02-00 | 5PC810.FA02-01
Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen
CE Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 - Ja"®
ATEX Zone 22 - Ja"
GOST-R - Ja
GL - Ja"®
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lifter
Breite 70 mm
Héhe 70 mm
Tiefe 15 mm

Tabelle 122: 5PC810.FA02-00, 5PC810.FA02-01 - Technische Daten
1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lufter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 6
"Lufter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 418.

3.7.3 5PC810.FA03-00
3.7.3.1 Allgemeines

Dieses Liufter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 3 Card Slots eingebaut werden.

1 Lufter @ 80mm
montiert auf Rahmen

Staubfilter
1 Lifter @ 70mm )
montiert auf Rahmen 4

Bl

Filterspange

Abbildung 78: 5PC810.FA03-00 - Lufter Kit

3.7.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Lifter Kit

5PC810.FA03-00 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX03-00.
Optionales Zubehor
Zubehor

5AC801.FA03-00 APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.SX03-00; 5 Stk.

Tabelle 123: 5PC810.FA03-00 - Bestelldaten
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3.7.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.FA03-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 2
Drehzahl Lufter 1: max. 4300 rpm £12,5%
Lufter 2: max. 3200 rpm £10%
Gerauschpegel Lufter 1: 32 dB
Lifter 2: 33 dB
Lebensdauer Lifter 1: 60000 Stunden bei 40°C
Lifter 2: 75000 Stunden bei 40°C
Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen
CE Ja
GOST-R Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lifter
Breite Lifter 1: 70 mm
Lifter 2: 80 mm
Hoéhe Lifter 1: 70 mm
Lifter 2: 80 mm
Tiefe Lifter 1: 15 mm
Lifter 2: 15 mm

Tabelle 124: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lufter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 6
"Lifter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 418.

3.7.4 5PC810.FA05-00
3.7.4.1 Allgemeines

Dieses Lufter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 5 Card Slots eingebaut werden.

3 Lufter @ 70mm
montiert auf Rahmen

Staubfilter

Filterspange

/;
Abbildung 79: 5PC810.FA05-00 - Lifter Kit

3.7.4.2 Bestelldaten
Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Lifter Kit
5PC810.FA05-00 APCB810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX05-00.

Optionales Zubehor

Zubehor
5AC801.FA05-00 APC810 Ersatz Liifterfilter flir 5PC810.SX05-00; 5 Stk.

Tabelle 125: 5PC810.FA05-00 - Bestelldaten
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Produktbezeichnung 5PC810.FA05-00
Allgemeines
Anzahl der Lifter 3
Drehzahl max. 4300 rpm +10%
Gerauschpegel 32dB
Lebensdauer 60000 Stunden bei 40°C
Typ doppelt kugelgelagert
Zertifizierungen
CE Ja
GOST-R Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lufter
Breite 70 mm
Héhe 70 mm
Tiefe 15 mm

Tabelle 126: 5PC810.FA05-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lufter Kits siehe Kapitel "Wartung / Instandhaltung”, Abschnitt 6

"Lifter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 418.
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3.8 AP Link Steckkarten

AP Link Steckkarten kénnen bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und
5PC810.SX05-00 montiert werden.

3.8.1 5AC801.SDL0-00

3.8.1.1 Allgemeines

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es moglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren. Bei diesem stehen
die Signale DVI und SDL zur Verfligung. RGB Signale werden nicht unterstiitzt. Details sind den Technische Daten

des verwendeten CPU Boards zu entnehmen.
Information:

Die Montage des AP Link SDL Transmitters ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten
5PC810.5X02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 moglich.

Informationen zum Einbau des AP Link SDL Transmitters siehe "AP Link Montage" auf Seite 436.
Information:

Das hot-plugging der Anzeigegerate am AP Link SDL Transmitter wird nicht unterstiitzt.

o iamnumARNUBERNESENE

Abbildung 80: 5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit
3.8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter

Abbildung

Tabelle 127: 5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten

3.8.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung
Allgemeines
Zertifizierungen

CE

GOST-R

GL

5AC801.SDL0-00

Tabelle 128: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.SDL0-00

Schnittstellen

Panel / Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung
Typ

DVI-D Buchse

SDL/DVI

1)

Tabelle 128: 5AC801.SDL0-00 - Technische Daten

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgeréat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.8.1.4 Pinbelegung

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
¢ ;m:l)zsl_gata 24 Shield of Data pair2and 4 | 18| TMDS Data 0+ |DVI Lane 0 (positive)
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative)
6 | bpc Clock DDC based control signal | 54 | y;5p1+ USB Lane 1 (positive) ,
(clock) DVI-Buchse, 24-polig, female
7 DDC based control signal TMDS Clock . .
DDC Data (data) 22 Shield Shield of Clock pair
8 |n.c. not connected 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive)
9 | TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24 | TMDS Clock - | DVI Clock (negative)
1Y TMDS DATA 1+ DVI Lane 1 _(negatlve) HDMI C1|(n.c. not connected
Clock (positive)
TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and
1 XUSBO SHIELD | USBO C2|n.c. not connected
12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3|n.c. not connected
13 | XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4|n.c. not connected
14| +5 V Power" +5V Power Supply C5|n.c. not connected
Ground (return
15 | for +5 V, HSync | Ground
and VSync)

1)

Tabelle 129: Pinbelegung DVI-Anschluss

Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

3.8.1.5 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 130: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung
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3.8.1.6 Kabellingen und Aufldsungen bei DVI-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des DVI-Kabels:
DVI-Kabel Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
Segmentlédnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080
1,8 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00 | 5CADVI.0018-00
5CADVI1.0050-00 | 5CADVI.0050-00 | 5CADVI.0050-00 | 5CADVI.0050-00 | 5CADVI.0050-00 | 5CADVI.0050-00 | 5CADVI.0050-00

5
Tabelle 131: Kabellangen und Aufldsungen bei DVI-Ubertragung

Die maximale Kabellange bei der DVI-Ubertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.
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3.8.2 5AC801.RDYR-00

3.8.2.1 Allgemeines

Da das Ready Relais 5AC801.RDYR-00 die Relaiskontakte schaltet sobald der B&R Automation PC 810 gebootet

hat und intern mit allen Spannungen versorgt ist, kdnnen an das Relais zusatzliche Gerate angeschlossen werden,
die somit ebenfalls eingeschaltet werden.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-00 ist nur fir den Einbau in einem AP Link Slot bestimmt.
Information:

Die Montage des Ready Relais ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00,
5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 maglich.

Informationen zum Einbau des Ready Relais siehe "AP Link Montage" auf Seite 436.

Abbildung 81: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00
3.8.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.RDYR-00 Ready Relais fir APC810

Erforderliches Zubehor

Feldklemmen

0TB704.9 Zubehor Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm?
0TB704.91 Zubehor Feldklemme, 4-polig, Federzugklemme 2,5 mm?

Tabelle 132: 5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten

3.8.2.3 Pinbelegung

Ready Relais Pinbelegung

SchlieRer und Offner, max. 30 VDC, max. 10 A Buchse, 4-polig, male
Pin Belegung
1 SchlieRer
2 Wechselkontakt 4
3 Offner
4

nc. £ ‘

Tabelle 133: 5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais
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3.9 Ready Relais
3.9.1 5AC801.RDYR-01

3.9.2 Aligemeines

Da das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 die Relaiskontakte schaltet sobald der B&R Automation PC 810 gebootet

hat und intern mit allen Spannungen versorgt ist, kdnnen an das Relais zusatzliche Gerate angeschlossen werden,
die somit ebenfalls eingeschaltet werden.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 kann nur in den Add-on USV Steckplatz des APC810 gesteckt werden, hierzu
muss dieser Steckplatz noch frei verfiigbar sein.

In dem Beipackzettel ist beschrieben, wie die Aufklebestreifen an den Automation PC 810 anzubringen sind.
Information:

Informationen zur Montage des Ready Relais siehe Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung” Abschnitt 13
"Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 440.

3.9.3 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Zubehor
5AC801.RDYR-01 Ready Relais fir APC810 fir die Montage an einem Add-on

USV Steckplatz

Tabelle 134: 5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten

3.9.4 Pinbelegung

Pin Belegung Beschreibung Abbildung
1 - nicht verbunden

2 - nicht verbunden

3 NO normally open (SchlieRer)

4 COM Wechselkontakt

5 NC normally closed (Offner) -
6 - nicht verbunden

COM
NC

Tabelle 135: 5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung
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3.9.5 Lieferumfang

Beschreibung fiir das
Anbringen des Aufklebestreifens
Ready Relais

Steckerleiste

Spannungsversorgungs-
kabel intern

Distanzrin
) ) TrTe
Haltewinkel

\Sx Torxschrauben (T6)

Abstandsbolzen
16 mm

Abbildung 82: 5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang
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3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)
3.10.1 Allgemeines

Es kann eine zuséatzliche Schnittstelle (CAN oder kombinierte RS232/422/485) in den IF Option Steckplatz des
APC810 montiert werden.

k
L
=
£

Abbildung 83: Schnittstellenoptionen (IF Option)
Information:
Ein nachtraglicher Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption ist jederzeit méglich.

Information:

Der Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

3.10.2 5AC600.CANI-00

3.10.2.1 Allgemeines

Das Add-on CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgerustet, welcher der CAN Spezifikation
2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable Interrupt) auslésen.

3.10.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung
Serialadapter

CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Abbildung

5AC600.CANI-00

Tabelle 136: 5AC600.CANI-00 - Bestelldaten

3.10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC600.CANI-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
Schnittstellen
CAN
Anzahl 1
Controller Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller)
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
Abschlusswiderstand
Typ aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung deaktiviert

Tabelle 137: 5AC600.CANI-00 - Technische Daten
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3.10.2.4 Pinbelegung

Add-on CAN

Typ potenzialgetrennt
Ubertragungsgeschwindig- max. 500 kBit/s
keit
Buslénge max. 1000 Meter .

Pin Beleaun DSUB-Buchse, 9-polig, male

gung

1 n.c.

2 CAN LOW 6 [ oo 1

3 GND o5

4 n.c. 9 Z o

5 n.c. o 5

6 Reserviert

7 CAN HIGH

8 n.c.

9 n.c.

Tabelle 138: Pinbelegung CAN

3.10.2.5 I/0O Adresse und IRQ
Ressource Default-Einstellung Weitere Einstellmoglichkeiten
1/0 Adresse 384h / 385h -
IRQ IRQ10 NMI*

Tabelle 139: Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ

1 NMI = Non Maskable Interrupt.

Die Einstellung des IRQ kann im BIOS Setup geandert werden. Bei Veranderung ist auf einen moglichen Konflikt
mit einer anderen Ressource zu achten.

1/0 Adresse Register Funktion
384h Adressregister Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.
385h Datenregister Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.

3.10.2.6 Buslédnge und Kabeltyp

Der zu verwendende Kabeltyp hangt weitgehend von der geforderten Buslange und der Knotenzahl ab. Die Bus-
lange wird von der Ubertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslange 1000
Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121 % sind folgende Buslangen zulassig:

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
<1000 typ. 50
<200 typ. 250
<60 typ. 500

Tabelle 140: CAN Buslénge und Ubertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringflgig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

CAN Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 2x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand =82Q/km
Verseilung Adgrn zum P_aar vel_'sgnt .
. Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Schirm
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <59Q/km
AuRenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 141: CAN Kabel Anforderungen
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3.10.2.7 Abschlusswiderstand

Die Verdrahtung eines CAN-Netzes erfolgt in Busstruktur, wobei die beiden Busenden mit einem Abschlusswider-
stand zu beschalten sind. Die Add-on CAN Interface Schnittstelle besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand
(Auslieferungszustand: deaktiviert auf Stellung ,Aus®).

Abbildung 84: 5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface

3.10.2.8 Lieferumfang

Fir den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

v

1x 2 x

Abbildung 85: 5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial

3.10.2.9 Treibersupport
Auf Grund der Dual Core Prozessoren ist fur Betrieb die INACAN.SYS Treiberversion 2.36, enthalten im PVI Setup
2.6.0.3105, Voraussetzung.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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3.10.3 5AC600.4851-00
3.10.3.1 Allgemeines

Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart
(RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

3.10.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Serialadapter
5AC600.485I-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,

APC810 oder PPC700. ( ﬁ‘*t
&
L/

Tabelle 142: 5AC600.4851-00 - Bestelldaten

3.10.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC600.485I-00
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
GOST-R Ja
GL Ja"
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, nicht modemfahig, galvanisch getrennt
Ausfiihrung DSUB-Buchse, 9-polig, male
max. Baudrate 115 kBit/s

Tabelle 143: 5AC600.4851-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3.10.3.4 Pinbelegung

Add-on RS232/422/485
RS232 | RS422/485
Typ RS232 nicht modemfahig;
galvanisch getrennt
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Ubertragungsgeschwindig- max. 115 kBit/s
keit DSUB-Buchse, 9-polig, male
Buslange max. 15 Meter max. 1200 Meter
Pin Belegung RS232 Belegung RS422 o 1

1 n.c. TXD\ 61l 2o

2 RXD n.c. ®®

3 TXD n.c. 9 (los

4 n.c. TXD 5

5 GND GND

6 n.c. RXD\

7 RTS n.c.

8 CTS n.c.

9 n.c. RXD

Tabelle 144: Pinbelegung RS232/RS422

3.10.3.5 1/0 Adresse und IRQ
Ressource Default-Einstellung Weitere Einstellmoglichkeiten
1/0O Adresse 2E8h 238, 2F8, 338, 3E8, 3F8
IRQ IRQ10 IRQ3,4,5,7,11,12

Tabelle 145: Add-on RS232/422/485 - 1/0 Adresse und IRQ

Die Einstellung der I/O Adresse und des IRQ kann im BIOS Setup (unter ,Advanced” - Untermenti ,Baseboard/Pa-
nel Features” - Untermeni ,Legacy Devices” Einstellung ,COM E*) gedndert werden. Bei Veranderung ist auf einen
moglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.
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3.10.3.6 Buslédnge und Kabeltyp RS232

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
<15 typ. 64
<10 typ. 115
<5 typ. 115

Tabelle 146: RS232 Buslénge und Ubertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfiigig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel

Signalleiter
Kabelquerschnitt
Aderisolation
Leiterwiderstand
Verseilung
Schirm

4x 0,16 mm? (26AWG), verzinnte Cu-Litze
PE
<82Q/km
Adern zum Paar verseilt
Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Groundleiter
Kabelquerschnitt

1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze

Eigenschaften
Gesamtschirmung

Aderisolation PE

Leiterwiderstand <59 Q/km
Auflenmantel

Material

PUR Mischung
halogenfrei
aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 147: RS232 Kabel Anforderungen

3.10.3.7 Buslédnge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m]

Ubertragungsrate [kBit/s]

1200

typ. 115

Tabelle 148: RS422 Buslénge und Ubertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringflgig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

Aderisolation
Leiterwiderstand
Verseilung
Schirm

RS422 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 4x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze

PE
<82 Q/km Adern
zum Paar verseilt
Paarschirmung mit Aluminiumfolie

Groundleiter
Kabelquerschnitt

1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze

Eigenschaften
Gesamtschirmung

Aderisolation PE

Leiterwiderstand <59 Q/km
AuRenmantel

Material

PUR Mischung
halogenfrei
aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 149: RS422 Kabel Anforderungen

3.10.3.8 Betrieb als RS485-Schnittstelle

Fir den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins

wie abgebildet zu verbinden.
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9
RXD
N DATA
4
TXD
— 6
RXD —
DATA
— 1
T™XD ———— Y

Abbildung 86: Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss flr jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgefiihrt werden, es
gibt keine automatische Riickschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei grofden Leitungslangen kann es durch den Spannungsabfall zu grofieren Potentialdifferenzen zwischen den
Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitfiihren der Masseleitung verbes-
sert werden.

Die Leitungsenden der RS485 Schnittstelle sollten (zumindest bei gréReren Leitungslangen bzw. grokeren Uber-
tragungsraten) abgeschlossen werden. Dazu kann in der Regel ein passiver Abschluss durch verbinden der Si-
gnalleitungen Uber jeweils einen 120 Q Widerstand an den beiden Busenden verwendet werden.

3.10.3.9 Buslédnge und Kabeltyp RS485

Die maximale Ubertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellange und vom verwendeten Kabeltyp abhangig.

Ausdehnung [m] Ubertragungsrate [kBit/s]
1200 typ. 115

Tabelle 150: RS485 Buslange und Ubertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfligig davon
abweichen um eine optimale Ubertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel Eigenschaft
Signalleiter
Kabelquerschnitt 4x 0,25 mm? (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand =8Q/km
Verseilung Ade;rn zum P_aar veljsgllt .
. Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Schirm
Groundleiter
Kabelquerschnitt 1x 0,34 mm? (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Aderisolation PE
Leiterwiderstand <590Q/km
AuRenmantel
Material PUR Mischung
Eigenschaften halogenfrei
Gesamtschirmung aus verzinnten Cu-Drahten

Tabelle 151: RS422 Kabel Anforderungen
3.10.3.10 Lieferumfang

Fir den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

Abbildung 87: 5AC600.485I1-00 - Lieferumfang / Montagematerial
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Kapitel 3 * Inbetriebnahme

1 Montage
Gefahr!

* Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Kompo-
nenten des Gerats entnommen und Zubehor, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt wer-
den.

* Das Netzkabel vom Gerét und von der Spannungsversorgung entfernen.

* Bevor das Gerit an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, miissen
alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehor, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt
sein.

Die Gerate werden mit den am Gehause befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind fir M5
Schrauben konzipiert.

2 5,4 passend
fir M5 Schrauben

Ei

Y 2 11

e

Abbildung 88: Befestigungslasche

Die genaue Position fiir die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im 2 "Technische Daten",
Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 75 enthommen werden.

1.1 Vorgehensweise

1. Die Montageflache mit den bendétigten Bohrungen versehen. Die genaue Position fiir die Befestigungsboh-
rungen kann aus den Bohrschablonen enthommen werden.

2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben montieren.
1.2 Wichtige Informationen zur Montage

» Es mussen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.

» Beim Einbau in ein geschlossenes Gehaduse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwalzung vorhanden
sein.

» Das Gerat muss auf planer Oberflache montiert werden.

» Das Gerat ist nur fur den Betrieb in geschlossenen Raumen zugelassen.

» Das Gerat darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

+ Die Luftungslocher durfen nicht verdeckt werden.

» Bei der Montage des Gerats sind unbedingt die zulassigen Einbaulagen zu beachten.

» Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des
Geréts tragen kann.

» Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.
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1.3 Einbaulagen
Ein APC810 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.
1.3.1 Einbaulage - senkrecht

Diese Art der Montage kann sowohl fiir APC810 Systeme mit und ohne Lifter Kit verwendet werden.

[
M, rem

;
]

PC

i e T

e—_ e > e=> = —Db

Automation PC

Auto mation
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ﬂi
ﬂi
ﬂi
@
|
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000)

E
I

Abbildung 89: Einbaulage - senkrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstédnde" auf Seite
196 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage - waagrecht

Der Betrieb in waagrechter Einbaulage (Kihlkdrper nach oben) ist nur in Verbindung mit einem Lufter Kit erlaubt.
Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5°C herabgesetzt werden.

I
Kiihlkérper 4 M
\ |
L :
,—I§ _ : N\
1
1
T
I
1
: D
1
|
[S) [ [S)
o 9d ucnewoy ! S
\ + J

Abbildung 90: Einbaulage - waagrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstande wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstéande" auf Seite
196 eingehalten werden, um eine naturliche Luftzirkulation zu erreichen.
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1.4 Luftzirkulationsabstiande

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rickseitig des Automa-
tion PC 810 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden
Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist fur sdmtliche Automation PC 810 Varianten giiltig.

7

7 mindestens Luftaustritt
100 mm Abstand

mindestens mindestens
50 mm Abstand 50 mm Abstand

K

A

mindestens Lufteintritt %
100 mm Abstand

=

Automation PG

Abbildung 91: Standardmontage - Montageabstande

Diese definierten Abstande gelten sowohl fiir die senkrechte als auch die waagrechte Montage des APC810.

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabsténde gelten fiir den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifi-
zierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben” im Kapitel "Technische Daten").

Koénnen die angegebenen Luftzirkulationsabstande nicht eingehalten werden, sind die maximal spe-
zifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel

"Technische Daten") vom Anwender zu iiberwachen und bei Uberschreiten dieser Werte entsprechen-
de MaBnahmen zu setzen.
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2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.
Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben betragt 0,5 Nm.

||

Fixierschrauben

Biegeradius

Fixierschrauben

Abbildung 92: Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)
Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist den Technischen Daten des jeweiligen Kabels zu entnehmen.
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3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutz-
mafnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Storfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Stérungsableitung
und nicht als Beriihrungsschutz fiir Personen.

Die Funktionserde des Gerates besitzt 2 Anschliisse:

* Spannungsversorgung
» Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Stérungen zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

+ Gerat auf moglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.

» Ausfliihrung der Kabel mit mind. 2,5 mm? pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhiilse an der Feldklem-
me 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm? pro Anschluss mdglich.

» Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerat angeschlossenen Datenkabel sind mit ge-
schirmten Leitungen auszufiihren.

Die Funktionserde ist am B&R Gerat mit folgendem Symbol gekennzeichnet: @

Erdungsanschluss
min. 2,5mm?

Schaltschrank

Spannungsversorgung

Erdungsschiene

min. 2,5mm?

Abbildung 93: Erdungskonzept
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4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R
Industrie PCs oder Power Panels zu erklaren. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen.
Dies bedeutet, dass wahrend den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im spater verwendeten
Schaltschrankgehduse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor fir das zu testende Gerat montiert werden, um die Umgebungstemperatur
laufend zu Gberwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R
Industrie PC, in der Nahe der Luftansaugung (nicht in der Nahe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Ge-
ratefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach
Geratefamilie unterschiedlich.

Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt
"Temperatursensorpositionen” im 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden emp-
fohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen kénnen
im Reiter ,Temperaturen angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R
Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Au-
tomation Device Interface (ADI).

Statiztik I Arnwendereinztelungen | Fabrik zeinstellungen I Werzionen | Bericht
Display | Tasten | LEDs  Temperstwen | Liiter | Schaker | USW

Temperaturwerte des PC und von angeschlozzenen Panels werden hier
angezeigt,

~CPU Board ~ Panel

CPU: IW CTHF Panel: ; (0]
Board: [T407704  TAF | Display ETE
~Baseboard
Boardl/0: [ 437108 °CSF Sidednl. [ 0732 CCAF
BoardETHz [ 427107 'C'F  Siden2 [ 0732 CrF
Board Metzteil IW CHF [F Slt; 'T AEE
ETHZ: BEGEERA

Hetzteil IW TS

akK I Cancel |

Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) eigene
SDK’s verfiigbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.
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4.2.2 Auswertung mit dem Burnin Tool von Passmark

Wird zur Temperaturauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwen-
dung des Softwaretools Burnin Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool Burnin ist in einer Standard und Professional Version erhaltlich. Zusatzlich zum Softwarepaket
sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, ...) und Test-CDs bzw. DVDs erhaltlich.
Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe System-
und Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter konnen ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen
dazu sind unter www.passmark.com zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark Burnin Pro Version V4 anhand eines APC810
2 Slot mit DVD.

Test configuration and duty cycles @
Luto Stop after | o .: Minutes or | 1] _. Cycles [ 0 means run forever)
CPU Math[¥] - ) R0 20 Graphics ]
CO-RW/DND ) o D Graphics AN o |
I owed ol |
Printer[] j 50 Sound[] J SD
Fié 8 Network J 50
Com Ports) ] O P pasipor] j [ =
Tape[] 8 N UsE ol oo |
Yideo[v] - ) od
Select the tests to perform and their Duty cycle. [1 = Min load, 100 = Max load)
[ ok | [ amon | [ sio# | [ResetDefautd] [ Hep | [ Cancel |

Abbildung 94: Einstellungen fir Passmark Burnin Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD
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4 BurninTest ¥4.0 Pro - [Live Results]
File Edit View Configuration Test Help

HeaXAE+P00& %

BurninTest V4.0 Pro - Result Sheet

Temperature:
(Min / Current / Max)

& CPU - Maths

& CPU - MMX / SSE
& Memory (RAM)
= 2D Graphics

¥ 3D Graphics

= Disk (C: )

aps Network 1

o o Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
aps Network 2 Mo errars
@ CD/DVD (D:)
4 uSB Plug 1
4 USB Plug 2
4 USB Plug 3
4 USB Plug 4
E Video Playback

L Serial Port 1

Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors
Mo errors

Mo errors

olofele|leje|e|e|e|o|e|jejofe|=|=
o|laloe|lelo|e|o|e|e|e|e|e e |e|o
ololleole|lefje|e|e|e|e|e|je|jofe|=

o Serial Port2 Mo errars

Notes:

Machine Name: APCETZ Config file: LastUsed ciy

CPU Manufacturer:  Genuinelntel CPU Type: intel(R) Care(Th)2 CPU
CPU Speed: 2166.9 MHZ [ 21671 MHz

Start time: o Stop time: -

Duration:

Test Name Cycle COperations Errors Last Error Description

FEX

T7400 @ 216GHzZ

Ready

Abbildung 95: Testibersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

Je nach Verfugbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen

Testproperties vorgenommen werden.

Information:

perties als Testdevice konfiguriert werden.

Information:

Pins mit Drahten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfiigung, so konnen auch USB Memory Sticks verwendet
werden. Die USB Memory Sticks miissen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfiigung ste-
hen. Der Test USB ist dann abzuwéhlen und die USB Memory Stick Laufwerke miissen in den Diskpro-

Serielle Loopback Adapter kénnen relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige
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4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefuhrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die geratespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der
Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen tUbernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung
zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Fir jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel kénnen Beispielprogramme und Implementie-
rungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen wer-
den.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbiichern
spezifizierte Temperaturgrenze nicht Uberschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgefiihrt werden kénnen, so kénnen diese
z.B. in Bliroumgebung durchgefiihrt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur not-
wendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, kdnnen bei passiven Systemen (Systeme ohne
Lifter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch
die Temperaturwerte bei Systemen mit Lifter Kit hochrechnen zu kénnen, missen die Lifter laufen. Weiters ist
dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lufter durchgefiihrt, so werden die zu testenden
Gerate durch diesen Lifter gekihlt und somit auch die Messergebnisse verfalscht. Bei passiven Geraten sind die
Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lifter durchflihren
zu kénnen ohne die Messergebnisse zu verfalschen, ist der Lifter der Klimakammer auszuschalten und eine
entsprechend grof3e Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhand-
buch giiltig.

Temperatursensor Gemessene Temperatur Hochgerechnete Temperatur

Umgebungstemperatur 20°C 35°C 45°C
CPU 48°C 63°C 73°C
CPU Board 51°C 66°C 76°C
Board 1/0 51°C 66°C 76°C
Board ETH2 52°C 67°C 77°C
Board Netzteil 51°C 66°C 76°C
ETH2 65°C 80°C 90°C
Netzteil 51°C 66°C 76°C

Tabelle 152: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

202 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57


http://www.br-automation.com

Inbetriebnahme < Anschlussbeispiele

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Uberblick liber die Konfigurationsmdglichkeiten, in welcher Art Automa-
tion Panel 900 Gerate und/oder Automation Panel 800 Gerate mit dem APC810 verbunden werden kdnnen. Es
sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

*  Wie kdnnen Automation Panel 900 Gerate am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen wer-
den und worauf ist Acht zu geben?

*  Wie kénnen Automation Panel 800 Gerate am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen wer-
den und worauf ist Acht zu geben?

*  Wie kdnnen Automation Panel 900 Gerate gleichzeitig am Monitor / Panel Ausgang und am optionalen
SDL AP Link des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?

» Was bedeutet ,Display Clone* und ,Erweiterter Desktop“ Betrieb?

* Wie viele Automation Panel 900 Gerate kdnnen pro Strang angeschlossen werden?

*  Wie viele Automation Panel 900 Gerate kdnnen mit einem Automation Panel 800 Gerat pro Strang ange-
schlossen werden?

» Wie werden die angeschlossenen Gerate intern nummeriert?

» Gibt es Einschrankungen bei der Segmentlange, wenn ja welche?

* Welche Kabel und Linkbaugruppen werden bendtigt?

» Mdussen BIOS Einstellungen fir eine bestimmte Konfiguration gedndert werden?

5.1 Auswabhl der Displayeinheiten
Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen,

mussen die Gerate den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die méglichen AP900 Gerate
aufgelistet die mit einem AP800 Gerat an einem Strang angeschlossen werden kénnen.

Automation Panel 800 Automation Panel 900
5AP820.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01
5AP880.1505-00 5AP920.1505-01
5AP951.1505-01
5AP980.1505-01
5AP981.1505-01

Tabelle 153: Auswahl der Displayeinheiten
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5.2 Ein Automation Panel 900 iiber DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflésung angeschlos-
sen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (Gber Adapter Best. Nr.
5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils lber eigene Kabel gefuhrt. Sollen
USB Gerate am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Gerate
kénnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

Segementlange 5 m (mit USB)
max. 10 m (ohne USB)

RSZISIZ Kabel
7/

DVI Kabel
/L
7/

Monitor / Panel
Anschluss

USB Kabel USB bis

5m OK
Link: 5DLDVI.1000-01

Automation PC 810

Abbildung 96: Ein Automation Panel 900 tber DVI onboard (Symbolfoto)

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflosung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 max. SXGA

5PC800.B945-10 v v v v

5PC800.B945-01 max. SXGA

5PC800.8945-11 v v v v

5PC800.8945-02 max. SXGA

5PC800.8945-12 v v v v

5PC800.B945-03 max. SXGA

5PC800.8945-13 v v v v

5PC800.8945-04 max. SXGA

5PC800.B945-14 v v v v

5PC800.B945-05 v v v v max. SXGA

Tabelle 154: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLDVI.1000-01 Automation Panel Link DVI Receiver fur Automation Panel 900

Anschlisse fir DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug-
klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 155: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 bendtigten Typen.
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Bestellnummer Beschreibung Lénge
5CADVI.0018-00 DVI-D Kabel, 1,8 m. 1,8 m 50 mm
5CADVI.0050-00 DVI-D Kabel, 5 m. 5 m 80 mm
5CADVI.0100-00 DVI-D Kabel, 10 m. 10 m £100 mm
9A0014.02 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m. 1,8 m 50 mm
9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 5m +80 mm
9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 10 m £100 mm
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m. 1,8 m +30 mm
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m. 5 m +50 mm

Tabelle 156: Kabel fir DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen
werden.

5.2.4 Mogliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlangen

Es kdnnen folgende Automation Panel 900 Gerate verwendet werden, wobei in seltenen Fallen eine Einschréankung
der Segmentlange in Abhangigkeit der Aufldsung besteht.

Bestellnummer Diagonale Auflésung Touchscreen Tasten max. Segmentldnge
5AP920.1043-01 10,4" VGA v - 5m/10 m"
5AP920.1214-01 12,1 SVGA v - 5m/10 m"
5AP920.1505-01 15,0" XGA v - 5m/10 m"
5AP920.1706-01 17,0 SXGA v - 5m/10 m"
5AP920.1906-01 19,0 SXGA v - 5m/10 m"

Tabelle 157: Mégliche Automation Panel Gerate, Auflésungen und Segmentlédngen

1) Keine USB Unterstiitzung am Automation Panel 900 mdglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Ubertragunsart DVl ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geriten
moglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es mussen flur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
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5.3 Ein Automation Panel 900 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 tber SDL Kabel angeschlossen. USB
Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

Anschluss
SDL Segment 1
max. 40 m
) USB OK
Link: 5DLSDL.1000-00
Automation PC 810
SDVO-B
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhéngig

Abbildung 97: Ein Automation Panel 900 tiber SDL onboard (Symbolfoto)

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.8945-00 max. UXGA

5PC800.8945-10 v v v v

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 v 4 v v

5PC800.8945-02 max. UXGA

5PC800.B945-12 v v v v

5PC800.B945-03 max. UXGA

5PC800.B945-13 v v v v

5PC800.B945-04 max. UXGA

5PC800.8945-14 v v v v

5PC800.8945-05 v v v max. UXGA

Tabelle 158: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Fir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!

Anmerkung
fur Automation Panel 900

Bestellnummer
5DLSDL.1000-00

Beschreibung

Automation Panel Link SDL Receiver

Anschluss fiir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

Tabelle 159: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer Beschreibung Lange

5CASDL.0018-00

SDL Kabel, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-00

SDL Kabel, 5 m.

5 m +30 mm

5CASDL.0100-00

SDL Kabel, 10 m.

10 m 50 mm

5CASDL.0150-00

SDL Kabel, 15 m.

15 m £100 mm

5CASDL.0200-00

SDL Kabel, 20 m.

20 m £100 mm

5CASDL.0250-00

SDL Kabel, 25 m.

25m 100 mm

5CASDL.0300-00

SDL Kabel, 30 m.

30 m £100 mm

5CASDL.0018-03

SDL Kabel flex, 1,8 m.

1,8 m £20 mm

5CASDL.0050-03

SDL Kabel flex, 5 m.

5 m +45 mm

Tabelle 160: Kabel fir SDL Konfigurationen
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Bestellnummer Beschreibung Lénge
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 20 m £180 mm
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 25 m +225 mm
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 30 m £270 mm
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 43 m +410 mm
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 5m 50 mm
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 10 m £100 mm
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 15 m £100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 160: Kabel flir SDL Konfigurationen

5.3.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

Kapitel 3
Inbetriebnahme

SDL-Kabel Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
Segmentldnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

5CASDL.0018-00 | 5CASDL.0018-00 | 5CASDL.0018-00 | 5CASDL.0018-00 | 5SCASDL.0018-00 | 5CASDL.0018-00 | 5CASDL.0018-00
1,8 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01 | 5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03 | 5CASDL.0018-03 | 5CASDL.0018-03 | 5CASDL.0018-03 | 5SCASDL.0018-03 | 5CASDL.0018-03 | 5CASDL.0018-03
5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00 | 5CASDL.0050-00
5 5CASDL.0050-01 | 5CASDL.0050-01 | 5SCASDL.0050-01 | 5CASDL.0050-01 | 5CASDL.0050-01 | 5CASDL.0050-01 | 5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03 | 5CASDL.0050-03 | 5SCASDL.0050-03 | 5CASDL.0050-03 | 5CASDL.0050-03 | 5CASDL.0050-03 | 5CASDL.0050-03
5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00 | 5CASDL.0100-00
10 5CASDL.0100-01 | 5CASDL.0100-01 | 5SCASDL.0100-01 | 5CASDL.0100-01 | 5CASDL.0100-01 | 5CASDL.0100-01 | 5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03 | 5CASDL.0100-03 | 5SCASDL.0100-03 | 5CASDL.0100-03 | 5CASDL.0100-03 | 5CASDL.0100-03 | 5CASDL.0100-03

5CASDL.0150-00 | 5CASDL.0150-00 | 5CASDL.0150-00 | 5CASDL.0150-00 | 5CASDL.0150-00 - -

15 5CASDL.0150-01 | 5CASDL.0150-01 | 5CASDL.0150-01 | 5CASDL.0150-01 | 5CASDL.0150-01 - -
5CASDL.0150-03 | 5CASDL.0150-03 | 5CASDL.0150-03 | 5CASDL.0150-03 | 5CASDL.0150-03 - 5CASDL.0150-03

20 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 - -
5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 - 5CASDL.0200-03

- 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 - - -

5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 - - -

- 5CASDL.0300-00 | 5CASDL.0300-00 - - - - -
5CASDL.0300-03 | 5CASDL.0300-03 | 5CASDL.0300-13 | 5CASDL.0300-13 | 5SCASDL.0300-13 - 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 - 5CASDL.0400-13

Tabelle 161: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy
Devices®).
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5.4 Ein Automation Panel 800 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 tber SDL Kabel angeschlossen. USB
Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

Anschluss

SDL Segment 1

max. 40 m
: Automation Panel 800
Automation PC 810
SDVO-B
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhangig

Abbildung 98: Ein Automation Panel 800 tiber SDL onboard (Symbolfoto)

5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle enthehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 max. UXGA

5PC800.8945-10 v v v v

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 v v v v

5PC800.8945-02 max. UXGA

5PC800.8945-12 v v v v

5PC800.B945-03 max. UXGA

5PC800.B945-13 v v v v

5PC800.B945-04 max. UXGA

5PC800.B945-14 v v v v

5PC800.B945-05 v v v v max. UXGA

Tabelle 162: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer Beschreibung Lange
5CASDL.0018-20 SDL Kabel flex fiir Automation Panel 800, 1,8 m. 1,8 m £20 mm
5CASDL.0050-20 SDL Kabel flex fiir Automation Panel 800, 5 m. 5 m +45 mm
5CASDL.0100-20 SDL Kabel flex fiir Automation Panel 800, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-20 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-20 SDL Kabel flex fur Automation Panel 800, 20 m. 20 m 180 mm
5CASDL.0250-20 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800, 25 m. 25 m 230 mm
5CASDL.0300-30 SDL Kabel flex fir Automation Panel 800 mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-30 SDL Kabel flex flir Automation Panel 800 mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm

Tabelle 163: Kabel fir SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen
werden.

208 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57


http://www.br-automation.com

5.4.2.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL Kabels:
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Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung

XGA
1024 x 768

1,8

5CASDL.0018-20

5

5CASDL.0050-20

10

5CASDL.0100-20

15

5CASDL.0150-20

20

5CASDL.0200-20

25

5CASDL.0250-20

30

5CASDL.0300-30

40

5CASDL.0400-30

Tabelle 164: Kabellangen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es mussen flir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy

Devices").
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5.5 Ein AP900 und ein AP800 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 tber
SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstitzt.
Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschlief3lich nur am ersten Display (front- und riickseitig),
bis maximal 40 m, zur Verfigung. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am
Extension Keyboard angeschlossen werden.

Anschluss

SDL Segment 1

SDL Segment 2 8
oe b

(¥) USB OK

usB
Link: 5DLSDL.1000-01 moglich
Automation Panel 800
Automation PC 810
SDVO-B
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhéngig @ segmentlangenabhangig

Abbildung 99: Ein AP900 und ein AP800 lber SDL onboard (Symbolfoto)

5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fiir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.8945-00 max. UXGA

5PC800.8945-10 v Y Y Y

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.B945-11 v v v v

5PC800.B945-02 max. UXGA

5PC800.B945-12 v v v v

5PC800.B945-03 max. UXGA

5PC800.B945-13 v v v v

5PC800.8945-04 max. UXGA

5PC800.8945-14 v Y Y Y

5PC800.B945-05 v v v v max. UXGA

Tabelle 165: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewéhlt werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver fir Automation Panel 900

Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

Tabelle 166: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel
Auswahl eines SDL Kabels flr den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
206.

Auswahl eines SDL Kabels fur den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
208.
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Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehor".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy
Devices®).
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5.6 Vier Automation Panel 900 iiber SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 iber SDL Kabel angeschlossen. An
diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs tUber SDL Kabel betrieben.
Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden
Panel (front- und rickseitig) unterstutzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschlieRlich nur mehr am ersten
Panel (front- und riickseitig) zur Verfigung. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel
angeschlossen werden.

SDL Segment 2 G
max. 40 m
Anschluss
™
SDL Segment 1 é g
USB
max. 40 m [¥) UsB oK méglich C%, :
Link: 5DLSDL.1000-01 o g
@
SDL Segment 4 9
Automation PC 810 max. 40 m
Kein USB & Kein USB
Link: 5DLSDL.1000-00 M0dlich Link: 5DLSDL.1000-01 ™0lich
SDVO-B & nicht unterstitzt
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhangig @ segmentlangenabhéangig

Abbildung 100: Vier Automation Panel 900 tiber SDL onboard (Symbolfoto)

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 max. UXGA

5PC800.B945-10 v v v v

5PC800.8945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 v v v v

5PC800.8945-02 max. UXGA

5PC800.8945-12 v 4 v v

5PC800.B945-03 max. UXGA

5PC800.B945-13 v v v v

5PC800.B945-04 max. UXGA

5PC800.B945-14 v v v v

5PC800.8945-05 v v v v max. UXGA

Tabelle 167: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlt werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link SDL Receiver fur Automation Panel 900

Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver fur Automation Panel 900
Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

Tabelle 168: Linkbaugruppen
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Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer

Beschreibung

Lange

5CASDL.0018-00

SDL Kabel, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-00

SDL Kabel, 5 m.

5 m +30 mm

5CASDL.0100-00

SDL Kabel, 10 m.

10 m 50 mm

5CASDL.0150-00

SDL Kabel, 15 m.

15 m £100 mm

5CASDL.0200-00

SDL Kabel, 20 m.

20 m £100 mm

5CASDL.0250-00

SDL Kabel, 25 m.

25m 100 mm

5CASDL.0300-00

SDL Kabel, 30 m.

30 m £100 mm

5CASDL.0018-03

SDL Kabel flex, 1,8 m.

1,8 m £20 mm

5CASDL.0050-03

SDL Kabel flex, 5 m.

5 m +45 mm

5CASDL.0100-03

SDL Kabel flex, 10 m.

10 m £90 mm

5CASDL.0150-03

SDL Kabel flex, 15 m.

15 m £135 mm

5CASDL.0200-03

SDL Kabel flex, 20 m.

20 m £180 mm

5CASDL.0250-03

SDL Kabel flex, 25 m.

25 m 225 mm

5CASDL.0300-03

SDL Kabel flex, 30 m.

30 m 270 mm

5CASDL.0300-13

SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.

30 m £280 mm

5CASDL.0400-13

SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.

40 m £380 mm

5CASDL.0430-13

SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.

43 m +410 mm

5CASDL.0018-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.

5m +50 mm

5CASDL.0100-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.

10 m £100 mm

5CASDL.0150-01

SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.

15 m £100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 169: Kabel fir SDL Konfigurationen
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5.6.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 170: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fiir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor/Panel Anschluss, muss die COM
C im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy

Devices").
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5.7 Ein Automation Panel 900 liber SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 Uber SDL Kabel angeschlossen. USB
Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

Anschluss

Link: 5DLSDL.1000-00

Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDL0-00
SDVO-C
@ Interne Geratenummer am APC

@ segmentlangenunabhangig

Abbildung 101: Ein Automation Panel 900 Gber SDL AP Link (Symbolfoto)

5.7.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrankung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-10

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 ) v v v

5PC800.B945-02 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-12

5PC800.B945-03 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 - v v max. UXGA

Tabelle 171: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Mdglichkeit zur AP Link Montage.

5.7.2 Linkbaugruppe

Information:

Fir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!

Bestellnummer

Beschreibung

Anmerkung

5DLSDL.1000-00

Automation Panel Link SDL Receiver
Anschluss fiir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

fur Automation Panel 900

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fur Automation PC 810

5.7.3 Kabel

Tabelle 172: Linkbaugruppen

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer Beschreibung Lénge
5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 1,8 m 30 mm
5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 5m +30 mm
5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 10 m +50 mm
5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 15 m +100 mm

Tabelle 173: Kabel fiir SDL Konfigurationen

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57

215

Kapitel 3
Inbetriebnahme



Inbetriebnahme + Anschlussbeispiele

Bestellnummer Beschreibung Lénge
5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 20 m £100 mm
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 25 m +100 mm
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 30 m £100 mm
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 1,8 m £20 mm
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 5m +45 mm
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 20 m 180 mm
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 25 m 225 mm
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 30 m £270 mm
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 43 m +410 mm
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 5m +50 mm
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 10 m £100 mm
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 15 m £100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 173: Kabel fiir SDL Konfigurationen

5.7.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflosung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 174: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.7.4 BIOS Einstellungen

Es mussen flir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im
BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menu unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices*).
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5.8 Vier Automation Panel 900 iiber SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 uber ein SDL Kabel angeschlossen.
An diesem Automation Panel werden drei weitere Automation Panel des selben Typs Uber SDL betrieben. Alle vier
Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden
Panel (front- und riickseitig) unterstutzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschlieRlich nur mehr am ersten
Panel (front- und rickseitig) zur Verfigung. USB Gerate kdnnen nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel
angeschlossen werden.

SDL Segment 1 __ _SDL Segment2 _
. max. 40 m
AP Link
Anschluss
(#) USB OK

Link: 5DLSDL.1000-01

max. 40 m
Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDL0-00 Kein USB B (einUsB
Link: 5DLSDL.1000-00 MO9lich Link: 5DLSDL.1000-01 M0glich
— — — — SDVO-C
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhéngig @ segmentlangenabhangig

Abbildung 102: Vier Automation Panel 900 Gber SDL AP Link (Symbolfoto)
5.8.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.8945-00 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-10

5PC800.8945-01 } v v v max. UXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 ) v v v max. UXGA

5PC800.8945-12

5PC800.8945-03 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 ) v v v max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 - v v v max. UXGA

Tabelle 175: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Méglichkeit zur AP Link Montage.
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5.8.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!

Bestellnummer

Beschreibung

Anmerkung

5DLSDL.1000-00

Automation Panel Link SDL Receiver
Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

fir Automation Panel 900

5DLSDL.1000-01

bestellen).

Automation Panel Link SDL Transceiver
Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert

fir Automation Panel 900

5AC801.SDL0-00

APC810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fur Automation PC 810

5.8.3 Kabel

Tabelle 176: Linkbaugruppen

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer

Beschreibung

Lange

5CASDL.0018-00

SDL Kabel, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 5m +30 mm
5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 10 m 50 mm
5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 15 m £100 mm
5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 20 m 100 mm
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 25 m 100 mm
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 30 m £100 mm

1,8 m £20 mm

5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m.

5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 5m +45 mm
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 20 m +180 mm
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 25 m 225 mm
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 30 m £270 mm
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 43 m 410 mm
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 5m +50 mm
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 10 m £100 mm
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 15 m 100 mm

Tabelle 177: Kabel fir SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen
werden.

5.8.3.1 Kabellingen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Auflésung

Segmentlange [m]

VGA
640 x 480

SVGA
800 x 600

XGA
1024 x 768

HD
1366 x 768

SXGA
1280 x 1024

UXGA
1600 x 1200

FHD
1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

Tabelle 178: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

218

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57



http://www.br-automation.com

Inbetriebnahme < Anschlussbeispiele

SDL-Kabel Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
Segmentliange [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080
20 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 | 5CASDL.0200-00 - -
5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 | 5CASDL.0200-03 - 5CASDL.0200-03
e 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 | 5CASDL.0250-00 - - -
5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 | 5CASDL.0250-03 - - -
- 5CASDL.0300-00 | 5CASDL.0300-00 - - - - -
5CASDL.0300-03 | 5CASDL.0300-03 | 5CASDL.0300-13 | 5CASDL.0300-13 | 5SCASDL.0300-13 - 5CASDL.0300-13
40 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 | 5CASDL.0400-13 - 5CASDL.0400-13

Tabelle 178: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.8.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fur den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitit

Fur den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im
BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menu unter ,Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices®).
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5.9 Zwei Automation Panel 900 liber SDL onboard und SDL AP Link

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 (max. UXGA) tber SDL angeschlos-
sen. An dem optionalen SDL Transmitter (AP Link) wird ein weiteres Automation Panel 900 (max. UXGA) ber
SDL betrieben. Die Automation Panel zeigen unterschiedliche Bildinhalte (Erweiterter Desktop) und kénnen ver-
schiedene Typen sein.

SDL Segment 1
e e e e e e e e e e e e T e e —— -
AP Link max. 40 m |
in
Anschluss e
Monitor / Panel
Anschluss
SDL Segment 1
max. 40 m
.
) g @ uss oK
Link: 5DLSDL.1000-00 Link: 5DLSDL.1000-00
Automation PC 810
mit AP Link
5AC801.SDL0-00
— — — — SDVO-C
SDVO-B
@ Interne Gerdtenummer am APC @ segmentlangenunabhangig

Abbildung 103: Zwei Automation Panel 900 iber SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)
5.9.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle enthnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 . P P P max. UXGA

5PC800.B945-10

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 - v 4 v

5PC800.8945-02 i / / / max. UXGA

5PC800.8945-12

5PC800.B945-03 . / / / max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 . P P P max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.8945-05 - v v v max. UXGA

Tabelle 179: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Mdglichkeit zur AP Link Montage.

5.9.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link SDL Receiver fir Automation Panel 900

Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5AC801.SDL0-00 APC810 AP Link SDL Transmitter fiir Automation PC 810
Automation Panel Link Transmitter SDL

Tabelle 180: Linkbaugruppen
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Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer

Beschreibung

Lange

5CASDL.0018-00

SDL Kabel, 1,8 m.

1,8 m £30 mm

5CASDL.0050-00

SDL Kabel, 5 m.

5 m +30 mm

5CASDL.0100-00

SDL Kabel, 10 m.

10 m 50 mm

5CASDL.0150-00

SDL Kabel, 15 m.

15 m £100 mm

5CASDL.0200-00

SDL Kabel, 20 m.

20 m £100 mm

5CASDL.0250-00

SDL Kabel, 25 m.

25m 100 mm

5CASDL.0300-00

SDL Kabel, 30 m.

30 m £100 mm

5CASDL.0018-03

SDL Kabel flex, 1,8 m.

1,8 m £20 mm

5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 5m +45 mm
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 20 m £180 mm
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 25 m £225 mm
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 30 m £270 mm
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 43 m 410 mm
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 5m +50 mm
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 10 m £100 mm
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 15 m £100 mm

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.

Tabelle 181: Kabel fir SDL Konfigurationen

5.9.3.1 Kabelldngen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 182: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.9.4 BIOS Einstellungen

Es missen fir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitét

Fir den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss
die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Meni unter ,Advanced - Baseboard / Panel

Features - Legacy Devices").
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5.10 Acht Automation Panel 900 liber SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind vier Automation Panel 900 (max. UXGA) ber SDL ange-
schlossen. An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) werden zusatzlich vier Automation Panel 900 (max. UX-
GA\) betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang missen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der
beiden Strange sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Panel im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt
(Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden
Panel (front- und riickseitig) der beiden Strange unterstiitzt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschlief3lich
nur mehr jeweils am ersten Panel jedes Stranges zur Verfiigung. USB Gerate konnen dabei nur direkt (ohne Hub)
an die Automation Panel angeschlossen werden.

— e —— — — _ SDiSegmentt _ _ _ _ _ _ ____
| max. 40 m -
AP Link I
Anschluss I
Monitor / Panel
Anschluss
SDL Segment 1
max.40 Meter
o~ | .
E e I USB OK
Elo Link: 5DLSDL.1000-01
o<
B| %
Automation PC 810 a £
mit AP Link n
5AC801.SDL0-00
[sp} O o 0
— — | -
5| £ Quse  Fe L use
g) < Link: 5DLSDL.1000-01 méglich E!Q Link: 5DLSDL.1000-01 méglich
o[ F 5
(%] 9 (/)l —_— _
; c &% kein USB;I_ ~ | sesuvseves -& kein USB
glo Link: 5DLSDL.1000-01 Moglich 215 Link: 5DLSDL.1000-01  mdglich
o< <
) S Q S
A5 @ 2
» ol — — -
5 kein USB SOGERSSSS® K keinUsB
Link: 5DLSDL.1000-00 Maglich Link: 5DLSDL.1000-00 mdglich
— — — — SDVO-C
SDVO-B 1 nicht unterstiitzt
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentlangenunabhangig @ segmentlangenabhangig

Abbildung 104: Acht Automation Panel 900 iber SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)
5.10.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.8945-00 . / / / max. UXGA

5PC800.8945-10

5PC800.8945-01 i / / / max. UXGA

5PC800.8945-11

5PC800.8945-02 . / / / max. UXGA

5PC800.B945-12

Tabelle 183: Mdgliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board
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CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.8945-03 . P P P max. UXGA

5PC800.8945-13

5PC800.8945-04 . / / / max. UXGA

5PC800.8945-14

5PC800.8945-05 - v v v max. UXGA

Tabelle 183: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Mdglichkeit zur AP Link Montage.

5.10.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewahlit werden!

Bestellnummer

Beschreibung

Anmerkung

5DLSDL.1000-00

Automation Panel Link SDL Receiver
Anschluss fir SDL in; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser-
vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).

fir Automation Panel 900

5DLSDL.1000-01

Automation Panel Link SDL Transceiver

Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

fir Automation Panel 900

5AC801.SDL0-00

APCB810 AP Link SDL Transmitter
Automation Panel Link Transmitter SDL

fur Automation PC 810

5.10.3 Kabel

Tabelle 184: Linkbaugruppen

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer Beschreibung Lange
5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 5m £30 mm
5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 10 m £50 mm
5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 15 m £100 mm
5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 20 m £100 mm
5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 25 m £100 mm
5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 30 m £100 mm
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 1,8 m £20 mm
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 5m +45 mm
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 10 m £90 mm
5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 15 m £135 mm
5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 20 m £180 mm
5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 25 m 225 mm
5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 30 m £270 mm
5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 30 m £280 mm
5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 40 m £380 mm
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 43 m 410 mm
5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 1,8 m £30 mm
5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 5m +50 mm
5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 10 m £100 mm
5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 15 m 100 mm

Tabelle 185: Kabel fiir SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses
kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen

werden.
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5.10.3.1 Kabellingen und Aufldsungen bei SDL-Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des SDL-Kabels:

SDL-Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA HD SXGA UXGA FHD
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 186: Kabellangen und Auflésungen bei SDL-Ubertragung

5.10.4 BIOS Einstellungen

Es mussen fiir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss
die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menu unter ,Advanced - Baseboard / Panel
Features - Legacy Devices®).
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5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 iiber SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Automation
Panel 800 Gber SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter werden zusatzlich drei Automation Panel
900 (max. UXGA) und ein Autoamtion Panel 800 betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang mussen jeweils
vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Strange sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Dis-
plays im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Displays
unterstutzt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschlieBlich nur am ersten Display (front- und
rickseitig), bis maximal 40 m, zur Verfigung. USB Gerate kénnen nur direkt (ohne Hub) an den Automation Panel
900 Geraten angeschlossen werden.

SDL Segment 1

Anschluss

Monitor / Panel
Anschluss

SDL Segemt1
max. 40 m
N
gle
59
: 3%
Automation PC 810 alE
mit AP Link Z
5AC801.SDL0-00
[sp]
HEE 5l | usB
ElQ El2  Link:5DLSDL.1000-01 ~ Moglich
&% '
é £

= I _E sssunesuO® “x> kein USB
5| € 5 sglich
£lo ElQ  Link: 5DLSDL.1000-01 ~ M¢9
o < o,
D & D
21 ]
lE
3 %
Bnns
tE
kein USB kein USB
maoglich mdglich
Automation Panel 800 Automation Panel 800
— — — — 8SDVO-C
SDVO-B X nicht unterstiitzt
@ Interne Geratenummer am APC @ segmentldngenunabhangig @ segmentlangenabhangig

Abbildung 105: Sechs AP900 und zwei AP800 Uber SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)
5.11.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mdglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die
in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschrankung der
max. Auflésung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. fir den Anschluss eines nicht B&R
Automation Panel 900 Gerates).

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen,
mussen die Gerate den gleichen Displaytyp besitzen.
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CPU Board mit Systemeinheit Einschrénkung
5PC810.SX01-00" 5PC810.SX02-00 5PC810.SX03-00 5PC810.SX05-00 Auflésung

5PC800.B945-00 . P P P max. UXGA

5PC800.8945-10

5PC800.B945-01 max. UXGA

5PC800.8945-11 . v v v

5PC800.8945-02 i / / / max. UXGA

5PC800.8945-12

5PC800.B945-03 . / / / max. UXGA

5PC800.B945-13

5PC800.B945-04 . P P P max. UXGA

5PC800.B945-14

5PC800.B945-05 - v v v max. UXGA

Tabelle 187: Mégliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Mdglichkeit zur AP Link Montage.

5.11.2 Linkbaugruppe

Information:

Fiir jedes verwendete Gerat muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewéhlt werden!
Bestellnummer Beschreibung Anmerkung
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link SDL Transceiver fur Automation Panel 900

Anschliisse fiir SDL in und SDL out; Ubertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten,
und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen).

5AC801.SDL0-00 APC810 AP Link SDL Transmitter fir Automation PC 810
Automation Panel Link Transmitter SDL

Tabelle 188: Linkbaugruppen

5.11.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels fur den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
206.

Auswahl eines SDL Kabels fir den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite
208.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehor".

5.11.3.1 Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL Kabels:

Kabel Auflésung
Segmentldnge [m] VGA SVGA XGA SXGA UXGA
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200

- - 5CASDL.0018-00 - -
- - 5CASDL.0018-01 - -
- - 5CASDL.0018-20 - -
- - 5CASDL.0018-03 - -
- - 5CASDL.0050-00 - -
- - 5CASDL.0050-01 - -
- - 5CASDL.0050-20 - -
- - 5CASDL.0050-03 - -
- - 5CASDL.0100-00 - -
- - 5CASDL.0100-01 - -
- - 5CASDL.0100-20 - -
- - 5CASDL.0100-03 - -
- - 5CASDL.0150-00 - -
- - 5CASDL.0150-01 - -
- - 5CASDL.0150-20 - -
- - 5CASDL.0150-03 - -
- - 5CASDL.0200-00 - -
20 - - 5CASDL.0200-20 - -
- - 5CASDL.0200-03 -
- - 5CASDL.0250-00 - -
25 - - 5CASDL.0250-20 - -
- - 5CASDL.0250-03 - -

10

15

Tabelle 189: Segmentlangen, Aufldésungen und SDL Kabel
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Kabel
Segmentlange [m]

Auflésung
VGA SVGA XGA SXGA UXGA
640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200

30

5CASDL.0300-10
5CASDL.0300-13
5CASDL.0300-30

40

5CASDL.0400-10
5CASDL.0400-13
5CASDL.0400-30

5.11.4 BIOS Einstellungen

Tabelle 189: Segmentlangen, Auflésungen und SDL Kabel

Es mussen flir den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Fir nahere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalitat

Fir den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor/Panel bzw. AP Link Anschluss, muss
die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert werden (zu finden im BIOS Menu unter ,Advanced - Baseboard / Panel
Features - Legacy Devices®).
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6 Anschluss von USB Peripheriegeraten

Warnung!

An die USB Schnittstellen konnen USB Peripheriegerite angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit am Markt erhéltlichen USB Gerite, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion libernehmen.
Fiir die bei B&R erhaltlichen USB Gerate wird die Funktion gewahrleistet.

6.1 Lokal am APC810

An die 5 USB Schnittstellen kénnen verschiedenste USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Dabei kdnnen
die USB Schnittstellen USB1, USB3 und USB5 hierzu jeweils mit 1A bzw. die USB Schnittstellen USB2 und USB4
jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betrdgt maximal USB 2.0.

2
/USB Porterweiterung

z.B. Hub

¢ USB 2.0
a: ‘_.._'-_-
USB Speichermedien

z.B. Memory Stick
USB 29

y @

USB Eingabegerate USB Anzeiéegeréte
z.B. Tastatur z.B. Maus

USB Laufwerke
z.B. CD ROM Laufwerk

Abbildung 106: Anschluss von USB Peripheriegeraten lokal am APC810
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6.2 Remote am Automation Panel 900 tiber DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 kénnen verschiedenste USB Peripheriegerate an-

geschlossen werden. Dabei kénnen diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit
betragt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es konnen nur Endgerate angeschlossen werden.

DVI
USB 2.0
RS232 —
USB Speichermedien

z.B. Memory Stick

N
N- C
Q @
)
e

USB Eingabegerate . USB Anzeigegeréte USB Laufwerke
z.B. Tastatur z.B. Maus z.B. CD ROM Laufwerk

Abbildung 107: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP900 (ber DVI

6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 liber SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlisse bei Automation Panel 800
Geraten kénnen verschiedenste USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Dabei kdnnen diese jeweils mit
500 mA belastet werden. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es kénnen nur Engerate angeschlossen wer-
den.

SDL (USB 1.1)

USB Speichermedien
z.B. Memory Stick

N
N- (&
Q )
S
N \@)
v

USB Eingabegeréte USB Anzeigegerate USB Laufwerke
z.B. Tastatur z.B. Maus z.B. CD ROM Laufwerk

Abbildung 108: Anschluss von USB Peripheriegeraten remote am AP800/900 tiber SDL
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7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist fiir die PClI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01,
5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5ACPCI.RAIC-06 giiltig.

Fur die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des ,RAID Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST
<Strg+S> oder <F4> Driicken um das RAID BIOS aufzurufen.

SiI 3512A SATARaid BIOS Verison 4.3.79
Copyright (C) 1997-2006 Silicon Image, Inc.

Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility
0 ST96023AS 55 GB
1 ST96023AS 55 GB

Abbildung 109: Einstieg in das RAID Configuration Utility

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set

Delete RAID set Press " Enter" to create RAID
Rebuild Mirrored set set

Resolve Conflicts
Low Level Format

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 110: RAID Configuration Utility - Menu

Folgende Tasten kdnnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

Cursor 1 Zum vorherigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Enter Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermends.

ESC Ricksprung zum vorherigen Men(i.

Ctri+E Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 190: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility
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Create RAID set

Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts
Low Level Format

Striped

Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Striped = RAID 0

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 111: RAID Configuration Utility - Meni
Uber das Menii ,Create RAID set“ ist es mdglich das RAID System als ,Striped“ = RAIDO oder ,Mirrored“ = RAID1

neu zu erstellen.

7.2 Create RAID Set - Striped

Auto Configuration

Manual Configuration

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Press "Enter" to automatica-
lly create a striped
(RAID 0) set

Striped size is 16K
First drive is drive 0
Second drive is drive 1

* 0 PM ST96023AS
1 sM ST96023AS

55GB
55GB

t Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 112: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

»Auto Configuration”

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»Manual Configuration”

Es ist mdglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die ,Chunk Size“ (=Blockgré3e, applikationsabhan-

gig) auszuwahlen.
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7.3 Create RAID Set - Mirrored

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Auto Configuration Press "Enter" to automatica-
Manual Configuration lly create a mirrored

(RAID 1) set

For migrating single HDD
into RAID 1 set, use Manual
configuration instead

* 0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select

Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 113: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

»Auto Configuration”
Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

»Manual Configuration”

Es ist moglich die ,Source” und ,Target® HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgefihrt
werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

7.4 Delete RAID Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Rebuild Mirrored set E—
Resolve Conflicts Set0
Low Level Format |
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Striped Set <PM> 111GB
0 ST96023AS Chunk Size 16k 1y Select Menu
1 ST96023AS Chunk Size 16k ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit
* First HDD

Abbildung 114: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Uber das Menii ,Delete RAID set* kann ein bestehender RAID Verbund aufgelést werden.
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7.5 Rebuild Mirrored Set

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Rebuild help
Rebuild Mirrored set

Resolve Conflicts
Low Level Format onlinerebuild
offlinerebuild
0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* SetO0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | tv Select Menu
1 ST96023AS rebuild ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 115: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Uber das Menii ,Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach
vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl ,onlinerebuild” wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durch-
geflhrt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: SATA-
Raid detected a new event und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds betragt ca.
50 Minuten.

Bei der Auswahl ,offlinerebuild“ wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Beriebssystems durchgefiihrt (Dauer
abhanging von der jeweiligen Speichergroiie).

7.6 Resolve Conflicts

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set Help for resolving
Rebuild Mirrored set conflicts

Low Level Format

0 PM ST96023AS 55GB
1 sM ST96023AS 55GB
* Set0 SiI Mirrored Set <PM> 55GB
0 ST96023AS Current | 4 Select Menu
1 ST96023AS Current ESC Previous Menu

Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 116: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Uber das Menii ,Resolve Conflicts* kann man Konflikte eines RAID Verbundes I3sen. Diese Funktion steht nur zur
Verflgung, wenn der Status der Festplatten “conflict” ist.
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7.7 Low Level Format

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2006

Create RAID set
Delete RAID set
Rebuild Mirrored set
Resolve Conflicts

Low Level Format

0 PM
0 PM ST96023AS 55GB
1 sMm ST96023AS 55GB

Select HDD to be formatted

1y Select Menu
ESC Previous Menu
Enter Select
Ctrl-E Exit

* First HDD

Abbildung 117: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Uber das Menii ,Low Level Format kénnen einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein
RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.
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8 Bekannte Probleme / Eigenheiten

8.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind bis einschlief3lich 07.05.2008 bei den APC800 Geraten des ersten
Fertigungsloses bekannt:

Die Hardware Security Key Schnittstelle wird ab der MTCX FPGA Version 00.06 unterstutzt.

Die Statusanzeige der Link bzw. Activity LED der ETH1 Schnittstelle funktionierte noch nicht kor-
rekt. Die Netzwerkverbindung wurde dadurch aber nicht beeintrachtig. Ab den Hardwarerevisionen
5PC810.SX02-00 (Revision BO) und 5PC800.B945-0x (Revision BO) funktioniert die Statusanzeige korrekt.
Sporadisch konnte es bei einem Power On passieren, dass die ETH2 Schnittstelle nicht initialisiert wurde
und diese somit nicht funktionierte. Das Problem konnte durch einen Reset bzw. Warmstart (Strg+Alt+Entf)
behoben werden. Ab der MTCX FPGA Version 00.03 ist dieses Problem behoben.

Besonderheiten beim ,Kurzen Ausschalten” - Befindet sich der APC810 im ,Standby* Betrieb - Power LED
leuchtet rot (z.B. Windows XP herunterfahren) halt die Pufferung auf Grund von Kondensatoren und dem
geringen Leistungsverbrauch etwas langer an. Ist im BIOS die Option ,Power Loss Control“ auf ,Power
On“ oder ,Last State” eingestellt, kann es trotzdem vorkommen, dass das System nicht wieder neu startet,
da kein Power Off/On erkannt wurde. Um mit diesen Systemeinheiten sicher zu gehen, dass das System
nach einem Power Off/On wieder startet, sollte die Abschaltzeit mindestens 10 Sekunden betragen.

Ab der MTCX PX32 Firmware = V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heil}t, dass
das Gerat trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das Sys-
tem bei langerem Driicken (ca. 10 Sekunden) und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.

8.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose

First Boot Agent Windows XP Embedded und eingebautes SATA HDD Laufwerk Vor dem Einstecken einer
CompactFlash mit einem Windows XP Embedded Image und Ausfiihrung des First Boot Agent muss die
BIOS Einstellung ,Legacy IDE Channels® unter Advanced - IDE Configuration auf ,PATA only” eingestellt
werden oder es kann das SATA Laufwerk zuvor entfernt werden.

Bei Verwendung von zwei Grafikstrangen werden beim Windows XP Grafiktreiber die Bezeichnungen ,Di-
gitalanzeige® fir den Monitor / Panel Stecker und ,Digitalanzeige 2“ fiir den AP Link Stecker zugewiesen. In
der Betriebsart ,Erweiterter Desktop“ zeigt sich folgendes Verhalten: Wird das Anzeigegerat Digitalanzeige
am Monitor / Panel Stecker entfernt (z.B. Kabelbruch), so wird automatisch die Digitalanzeige 2 zur Digi-
talanzeige und somit wechseln auch die getatigten Einstellungen im Grafiktreiber von der Digitalanzeige
2 zur Digitalanzeige Uber. Beim néchsten Reboot des Systems wird der Bildinhalt vom Monitor / Panel
Stecker auf den AP Link Stecker umgeleitet. Wird nun die BIOS Option ,SDVO/DVI Hotplug Support® auf
»Enabled” (zu finden unter dem BIOS Menupunkt ,Advanced - Graphics Configuration®) gestellt wird sofort
der Bildinhalt automatisch vom getrennten Monitor / Panel Stecker auf den 2’ten Grafikstrang am AP Link
Stecker umgeleitet.

Hardwarerevision BO des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfahigkeit. An-
dere Hardwarerevisionen sind hotplugfahig.

Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geraten via SDL kann es bei der Erkennung des
Touchcontrollers zur Anzeige eines roten ,X“ beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des
Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeintrachtigt. Dies kann durch
Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key
Editor konfiguriert werden.

Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs
zu Problemen fiihren. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt
wird. Der Grund hierfur liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten
alterer Technologie bendtigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer
Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfir wahrend des Hochlaufs zur Verfigung
stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwen-
deten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten
CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.
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» Die Grafik Auflésung HD (1366x768) wird vom Intel VBIOS nicht vollstandig unterstitzt, weshalb es nach
dem POST zu Anzeigefehlern kommt. Das Bild flackert und ist um eine Zeile nach unten verschoben.
Der BIOS POST sowie das BIOS Setup werden noch korrekt dargestellt. Bei OS Systemen, fiir die kein
Grafiktreiber verfigbar ist (z.B. MS-DOS) oder auch bevor der Grafiktreiber des OS gestartet ist (z.B.
Bootlogo des Windows XP), tritt dieser Effekt auf. Bei einem korrekt gebooteten Windows XP bzw. Windows
7 mit installiertem Grafiktreiber, wird die HD Auflésung wieder richtig dargestellt.
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1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Meniipunkte einschlieBlich Beschreibungen beziehen sich
auf die BIOS Version 1.18. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschrei-
bungen nicht mit der installierten BIOS Version ilibereinstimmen.

1.1 Aligemeines

BIOS ist die Abktirzung fir ,Basic Input and Output System®. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung
zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Mega-
trends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermdglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese
Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen
Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Driicken des Power Buttons
wird das BIOS aktiviert. Es wird Uberprtft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM ,OK* sind. Sind diese ,,OK",
werden sie in das CMOS Ubertragen. Sind diese ,nicht OK®, werden die CMOS Daten auf Gultigkeit Uberpruft. Sind
die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den
Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste
<Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, Uberpruft das System und konfiguriert es durch den Power
On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser ,Vorbereitungen® durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Fest-
platte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und Ubergibt
diesem die Kontrolle tber die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die ,Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedriickt
werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (wahrend POST): ,Press DEL to run Setup*
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AMIBIOS (C) 2003 American Megatrends, Inc.

[APC2R118] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik H1.18
Serial Number : 133453

CPU : Intel(R) Core(TM)2 CPU T7400 @ 2.16GHz
Speed : 2.16 Ghz

Press DEL to run Setup

Press=Fil=~Eor=BB5~FOPUP

The MCH is operating with DDR2-677/CL5 in Dual-Channel Interleaved Mode
Initializing USB Controllers .. Done

2048MB OK

USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub

Auto-Detecting Sec Master..IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Slave...IDE Hard Disk

Sec Master: SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230

Sec Slave : SILICONSYSTEMS INC 4GB 240-0230
Auto-Detecting USB Mass Storage Devices

00 USB mass storage devices found an configured.

Abbildung 118: Boot Screen
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1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind wahrend dem POST aktiviert:
Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers ange-
nommen.

Tasten Funktion
Entf Einstieg in das BIOS Setup Mend.
F12 Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.

F11 Aufruf des Bootmenis. Es werden samtliche bootfahigen Gerate die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit
Cursor 1 und Cursor | und durch Bestatigen von <ENTER> wird von diesem Geréat gebootet.

ease select boot devic

r_________________________________________________|]
HDD : SM-SILICONSYSTEMS INC 512MB

+ and | to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

<Pause> Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Driicken jeder anderen beliebigen Taste lauft der POST
weiter.

Tabelle 191: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten kénnen nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste Funktion

F1 Generelle Hilfe.

Cursor 1 Zum vorigen Objekt.

Cursor | Zum nachsten Objekt.

Cursor « Zum vorigen Objekt.

Cursor — Zum nachsten Objekt.

+- Andert die Einstellung der ausgewéahlten Funktion.
Enter In das ausgewahlte Meni wechseln.

Bild 1 Auf die vorherige Seite wechseln.

Bild | Auf die nachste Seite wechseln.

Pos 1 Man springt zum ersten BIOS MenUpunkt bzw. Objekt.
Ende Man springt zum letzten BIOS Menupunkt bzw. Objekt.
F2/F3 Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.

F7 Anderungen werden zuriickgesetzt.

F9 CMOS Default Werte fur alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10 Speichern und schlieRen.

Esc Untermenii verlassen.

Tabelle 192: Biosrelevante Tasten im BIOS Menu
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1.3 Main

Unmittelbar nach Driicken der Taste ,Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenu des BIOS Setups:

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Boot Security Power
[10:50:16]

System Date [Wed 04/06/2009]
BIOS ID APC2R118
Processor Intel (R) Core(TM)2 CPU T7400
CPU Frequency 2166MHZ
System Memory 2048MB
Board Information >
Product Revision c.0 t
Serial Number 133448 +-
BC Firmware Rev. 907 Tab
MAC Address (ETH1): 00:13:95:00:F2:90 Fl
Boot Counter : 37 F10
Running Time 16h ESC

Use [ENTER],
or [SHIFT-TAB] to
select a field.

[TAB]

Use [+] or [-] to
configure system Time.

Select Screen
Select Item
Change Field
Select Field
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 119: 945GME BIOS Main Menii

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoglichkeiten

Wirkung

System Time

Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach
dem Ausschalten des Systems durch eine Batte-
rie (CMOS-Batterie) gepuffert.

Veranderung der Systemzeit

Individuelle Einstellung der Systemzeit im For-
mat Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).

System Date

Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird

Veranderung vom

Individuelle Einstellung des Systemdatums im

65535).

nach dem Ausschalten des Systems durch eine Systemdatum Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.
BIOS ID Anzeige der BIOS Erkennung. keine -
Processor Anzeige des Prozessortyps. keine -
CPU Frequency Anzeige der Prozessor Frequenz. keine -
System Memory Anzeige der Arbeitsspeichergrofle. keine -
Product Revision Anzeige der HW-Revision des CPU Boards. keine -
Serial Number Anzeige der Serialnummer des CPU Boards. keine -
BC Firmware Rev. Anzeige der Firmware Revision des CPU Board- keine -
controllers.
MAC Address (ETH1) Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 keine -
Schnittstelle.
Boot Counter Anzeige des Boot Zahlers - jeder Neustart erhoht keine -
den Zahler um Eins (max. 16777215).
Running Time Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. keine -

Tabelle 193: 945GME Main Meni Einstellmdglichkeiten
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1.4 Advanced

Software « BIOS Optionen

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Boot Power

Security

Advanced Settings

» PCI Configuration

» Graphics Configuration
»CPU Configuration
» Chipset Configuration

» Clock Configuration
» IDE Configuration
»USB Configuration

» PCI Express Configuration

»I/O0 Interface Configuration

» Keyboard/Mouse Configuration
» Remote Access Configuration
» CPU Board Monitor

» Baseboard/Panel Features

>
N
Ent
Fl
F10
ESC

Select Screen
Select Item

er Go to Sub Screen
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 120: 945GME Advanced Menii

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

tures

Einstellung geratespezifischer Werte.

ACPI Configuration Konfiguration der ACPI Gerate. Enter offnen des Submeniis
siehe "ACPI Configuration" auf Seite 242
PCI Configuration Konfiguration der PCI Gerate. Enter 6ffnen des Submenis
siehe "PCI Configuration" auf Seite 243
PCI Express Configurati- | Konfiguration der PCI Express Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
on siehe "PCl Express Configuration" auf Seite
246
Graphics Configuration | Konfiguration der Grafikeinstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Graphics Configuration" auf Seite 248
CPU Configuration Konfiguration der CPU Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "CPU Configuration" auf Seite 250
Chipset Configuration Konfiguration der Chipset Einstellungen. Enter offnen des Submenis
siehe "Chipset Configuration" auf Seite 251
1/0 Interface Configurati- | Konfiguration der I/O Gerate Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
on siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite
252
Clock Configuration Konfiguration der Clock Einstellungen. Enter offnen des Submeniis
siehe "Clock Configuration" auf Seite 253
IDE Configuration Konfiguration der IDE Funktionen. Enter offnen des Submeniis
siehe "IDE Configuration" auf Seite 253
USB Configuration Konfiguration der USB Einstellungen. Enter offnen des Submenis
siehe "USB Configuration" auf Seite 259
Keyboard/Mouse Confi- |Konfiguration der Keyboard/Mouse Einstellun- Enter offnen des Submeniis
guration gen. siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Sei-
te 260
Remote Access Configu- | Konfiguration der Remote Access Einstellungen. Enter offnen des Submenis
ration siehe "Remote Access Configuration" auf Seite
261
CPU Board Monitor Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die ak- Enter offnen des Submeniis
tuellen Temperaturen des verwendeten Prozes- siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 263
sors an.
Baseboard/Panel Fea- Anzeige geratespezifischer Informationen und Enter offnen des Submenis

siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite
264

Tabelle 194: 945GME Advanced Meni Einstellmdglichkeiten
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1.4.1 ACPI Configuration

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

ACPI Settings

ACPI APIC support
Suspend mode

Critical Trip Point

ACPI Version Features

USB Device Wakeup from S3/S4

Active Cooling Trip Point
Passive Cooling Trip Point

Enable / Disable
ACPI support for
Operating System.

[ACPI v2.0] ENABLE: If OS

[Enabled] supports ACPI.

[S1 (POS)]

[Disabled] DISABLE: If OS
does not support

[Disabled] ACPI.

[Disabled]

[105°C]
> Select Screen
N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 121: 945GME Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

ter Uber das Betriebssystem eingeschaltet, wenn
die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.

ACPI Aware O/S Uber diese Funktion wird festgelegt, ob das Be- Yes Das Betriebssystem unterstutzt ACPI.
triebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Con- No Das Betriebssystem unterstiitzt ACPI nicht.
figuration and Power Interface) unterstitzt.

ACPI Version Features Option zum Einstellen der zu unterstitzenden ACPIv1.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaf v1.0
Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPIv2.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaR v2.0
ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Un- ACPI v3.0 Nutzen der ACPI Funktionen gemaB v3.0
terstlitzung in den Treibern sowie in den einge-
setzten Betriebssystemen voraus.

ACPI APIC support Uber diese Option wird die Unterstiitzung des Enabled Aktivierung der Funktion.

Advanced Programmable Interrupt Controllers im Disabled Deaktivierung der Funktion
Prozessor festgelegt.
Suspend mode Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung S1 (POS) Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden
des Suspend Modus verwendet werden soll. nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese
stehen auf Tastendruck wieder zur Verfligung
S3 (STR) Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der
aktuelle Zustand des Betriebssystems in das
RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit
Strom versorgt.
USB Device Wakeup from | Mit dieser Option kann eine Aktivitat an einem an- Enabled Aktivierung der Funktion.
S3/S4 geschlossenen USB-Gerat das System aus dem Disabled Deaktivierung der Funktion.
S3/S4 Schlafzustand aufwecken.
Active Cooling Trip Point Uber diese Funktion wird ein optionaler CPU Liif- Disabled Deaktivierung der Funktion.

50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Temperatureinstellung fiir den Active Cooling
Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.

Passive Cooling Trip Point

Uber diese Funktion wird eingestellt, bei welcher
CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU
Geschwindigkeit drosselt.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C

Temperatureinstellung fir den Passive Cooling
Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.

Critical Trip Point

Uber diese Funktion wird eingestellt, bei welcher
CPU Temperatur das Betriebssystem das Sys-
tem herunterfahrt.

80°C, 85°C, 90°C, 95°C,
100°C, 105°C, 110°C

Temperatureinstellung fiir den Critical Trip
Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 195: 945GME Advanced ACPI Configuration Einstellmoglichkeiten
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1.4.2 PCI Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Advanced PCI/PnP Settings

PCI Latency Timer [64]
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
Allocate IRQ to SMBUS HC [Yes]
Allocate IRQ to PCIEX2 [Yes]

» PCI IRQ Resource Exclusion

» PCI Interrupt Routing

NO

configure
device in
YES: lets
operating
configure
Play (PnP) devices not
required for boot if
your system has a Plug
and Play operating

system.

> Select Screen
t Select Item
ar= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

: lets the BIOS

all the
the system.
the

system
Plug and

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 122: 945GME Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

eine Karte des PCI-Bus den Master noch fiir sich
beanspruchen darf, wenn eine andere PCl-Karte
bereits einen Zugriff angemeldet hat.

160, 192, 224, 248

Plug & Play O/S Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das Yes Das Betriebssystem (ibernimmt die Verteilung
verwendete Betriebssystem Plug & Play-fahig ist. der Ressourcen.
No BIOS lbernimmt die Verteilung der Ressour-
cen.
PCI Latency Timer Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) 32, 64, 96, 128, Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.

Allocate IRQ to PCI VGA | Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI Yes Automatische Zuweisung eines Interrupts.
VGA ein Interrupt zugewiesen wird. No Keine Zuweisung eines Interrupts.

Allocate IRQ to SMBUS Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM Yes Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.

HC (System Management) Bus Controller einen PCI No Keine Zuweisung eines Interrrupts.
Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.

Allocate IRQ to PCIEX2 Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der Yes Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen be- No Keine Zuweisung eines Interrrupts.
kommt oder nicht.

PCI IRQ Resource Exclu- | Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellun- Enter 6ffnen des Submeniis

sion gen flr ISA Legacy Geréte. siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite

244
PCI Interrupt Routing Konfiguration des PCI Interrupt Routings Enter 6ffnen des Submenis

siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 245

Tabelle 196: 945GME Advanced PCI Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.2.1 PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS SETUP UTILITY

[Available]

Abbildung 123: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

IRQx IRQ Interruptzuweisung fiir Legacy ISA Geréte. Allocated Vom System belegt - kann nicht verwendet wer-
den.
Available Verfugbar - kann verwendet werden.
Reserved Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 197: 945GME Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmdglichkeiten
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1.4.2.2 PCI Interrupt Routing

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

PCI Interrupt Routing

PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ
PIRQ

TQHREOQW Y

(VGA, PCIEX0,ETH2 ,UHCI2)
(AC97,PCIEX1,ETH1)
(PCIEX2)
(SATA,UHCI1, SMB, PCIEX3)
(INTD,UHCI3,PATA)
(INTA)

(INTB)
(INTC,UHCIO,EHCI)

1 st Exclusive PCI
2 nd Exclusive PCI

[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]

[None]
[None]

PCIEXn
INTn
PATA
SATA
SMB

PCI Express Root Port n

External PCI Bus INTn Line

Parallel ATA in Enhanced/Native Mode
Serial ATA in Enhanced/Native Mode
System Management Bus Controller

Select fixed IRQ or
set AUTO to let the
BIOS and OS route an
IRQ to this line.

Make sure that the
selected IRQ is not
assigned to legacy IO.

- Select Screen
t Select Item
+- Change Option

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 124: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

PIRQ A (VGA,PCIEXO,
ETH2,UHCI2)

Option zum Einstellen des PIRQ A.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ B (AC97,PCIEX1,
ETH1)

Option zum Einstellen des PIRQ B.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQ C (PCIEX2)

Option zum Einstellen des PIRQ C.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQD
(SATA,UHCI1,SMB,
PCIEX3)

Option zum Einstellen des PIRQ D.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

PIRQE
(INTD,UHCI3,PATA)

Option zum Einstellen des PIRQ E.

Auto

Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

(INTC,UHCI0,EHCI)

PIRQ F (INTA) Option zum Einstellen des PIRQ F. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB) Option zum Einstellen des PIRQ G. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
das Betriebssystem.
5,6,7,9,10,11,12 Manuelle Zuordnung.
PIRQH Option zum Einstellen des PIRQ H. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und

das Betriebssystem.

5,6,7,9,10,11,12

Manuelle Zuordnung.

1 st Exclusive PCI

sharing) behandelt wird.

Information:

nuell eingestellt wird (z.B. 5).

Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter
PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ

Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ ma-

None

Es wird kein Interrupt zugewiesen.

X

Zuweisung des PIRQ als 1st Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 198: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten
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Software * BIOS Optionen

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
2 nd Exclusive PCI Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter None Es wird kein Interrupt zugewiesen.
PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ X Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.
sharing) behandelt wird.
Information:

Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ ma-
nuell eingestellt werden.

Tabelle 198: 945GME Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmdglichkeiten

1.4.3 PCI Express Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced
PCI Express Configuration Enable/Disable
PCI Express LOs and
L1l link power
PCIE Port O [Auto] states.
PCIE Port 1 [Auto]
PCIE Port 2 [Auto]
PCIE Port 3 [Auto]
PCIE Port 4 (ETH2) [Auto]
PCIE Port 5 (ETH1) [Auto]
PCIE High Priority Port [Disabled]
Res. PCIE Hotplug Resources [No]
-— Select Screen
PCIE Port 0 IOxAPCI Enable [Disabled] N Select Item
PCIE Port 1 IOxAPCI Enable [Disabled] +- Change Option
PCIE Port 2 IOxAPCI Enable [Disabled] Fl General Help
PCIE Port 3 IOxAPCI Enable [Disabled] F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 125: 945GME Advanced PCIl Express Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Active State Power- Ma- Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion Enabled Aktivierung der Funktion.
nagement (LOs/L1) fur PCIE Slots wenn diese nicht samtli- Disabled Deaktivierung der Funktion.
che Leistung benétigen.
PCIE Port 0 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon: Disabled Deaktivierung der Funktion.

Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.

PCIE Port 1 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon: Disabled Deaktivierung der Funktion.

Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.

PCIE Port 2 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|I"If0rmatI0n: Disabled Deaktivierung der Funktion.

Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.

PCIE Port 3 Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.

Tabelle 199: 945GME Advanced PCIl Express Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 4 (ETH2) Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
. Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE Port 5 (ETH1) Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und
die PCI Express-Anschlussfunktion. das Betriebssystem.
u Enabled Aktivierung der Funktion.
|nf0rmatlon . Disabled Deaktivierung der Funktion.
Verwenden Sie keine PCI-Express Gera-
te, sollten sie die Option deaktivieren.
PCIE High Priority Port Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie Disabled Deaktivierung der Funktion.
den Prioritatsport fir den PCIE. Port 0 Aktivierung des Port 0 als Prioritatsport.
Port 1 Aktivierung des Port 1 als Prioritatsport.
Port 2 Aktivierung des Port 2 als Prioritatsport.
Port 3 Aktivierung des Port 3 als Prioritatsport.
ETH2 Aktivierung des ETH2 Port als Prioritatsport.
ETH1 Aktivierung des ETH1 Port als Prioritatsport.
Res. PCIE Hotplug Re- Mit dieser Option kann eine 1/0 und Memory Re- Yes Resource wird reserviert.
source source fir einen nicht beniitzten PCIE Port reser- No Resource wird nicht reserviert.
viert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu set-
zen und Resourcen zu reservieren ist fiir eine Ex-
pressCard hot-plug Unterstlitzung am betreffen-
den Port notwendig.
PCIE Port 0 IOXAPCI Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfugung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 1 IOXAPCI Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfligung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 2 IOXAPCI Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.
Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfligung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
PCIE Port 3 IOXAPCI Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Enabled Aktivierung der Funktion.
Enable Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled Deaktivierung der Funktion.

Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC-
Modus werden die dem System zur Verfiigung
stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.

Tabelle 199: 945GME Advanced PCI Express Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.4 Graphics Configuration

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Graphics Configuration

DVMT Mode Select
DVMT/FIXED Memory

Boot Display Device

Boot Display Preference
Local Flat Panel Type
Local Flat Panel Scaling

SDVO Port B Device
SDVO Port C Device

SDVO/DVI Hotplug Support
Display Mode Persistence

Internal Graphics Mode Select

[Enabled, 8MB]
[DVMT Mode]
[128MB]

[Auto]

[SDVO-B SDVO-C LFP]
[Auto]

[Centering]

[DVI]
[DVI]

[Enabled]
[Enabled]

Select primary video
adapter to be used
during boot up.

H

F1l
F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59
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Abbildung 126: 945GME Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Primary Video Device Option zur Auswahl des primaren Anzeigegera- Internal VGA Als Anzeigegerat wird der interne Grafikchip
tes. am CPU Board verwendet (Monitor / Panel An-
schluss).
PCl/Int. VGA Als Anzeigegerat wird der Grafikchip einer ge-
steckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Option zur Einstellung der SpeichergrofRe, wel- Disabled Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafik-
Select che fiir den internen Grafikcontroller verwendet controllers.
werden kann. Enabled, 1MB 1MB Hauptspeicher wird zur Verfligung gestellt.
Enabled, 8MB 8MB Hauptspeicher wird zur Verfiigung gestellt.
DVMT Mode Select Option zur Festlegung des DVMT Mode (Dyna- Fixed Mode Dem Grafikchip wird eine feste Speichergro-
mic Video Memory Technology) des DVMT Gra- Re zugeteilt, die dann allerdings dem PC nicht
fiktreibers. mehr zur Verfliigung steht.

DVMT Mode Es erfolgt eine dynamische Regelung des Spei-
cherbedarfs durch den DVMT Grafiktreiber. Es
wird nur der benétigte Speicher belegt.

Combo Mode Der DVMT Grafiktreiber reserviert mind. 64MB,
kann aber bei Bedarf bis zu 224MB belegen.

DVMT/FIXED Memory Option zur Einstellung der verwendeten Spei- 64MB 64MB Hauptspeicher kénnen verwendet wer-
chergroRe fiir den DVMT Modus. den.
128MB 128MB Hauptspeicher kdnnen verwendet wer-

den.

Maximum DVMT

Der restliche freie Hauptspeicher kann verwen-
det werden.

Boot Display Device

Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal
fir ein Anzeigegerat beim Booten aktiviert wer-
den soll.

Auto Automatische Auswahl.
CRT only Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benut-
zen.
SDVO only Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal
benutzen.
CRT + SDVO CRT und SDVO Kanal benutzen.
LFP only Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
CRT + LFP CRT + LFP Kanal benutzen.

Boot Display Preference

Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher
die Gerate an den angeschlossenen Kanalen
LFP und SDVO uberpriift und gebootet werden
sollen.

Information:

Die Einstellung hat nur Auswirkung auf
das System, wenn die Option Boot Dis-
play Device auf ,,Auto” gestellt ist.

LFP SDVO-B SDVO-C

Local Flat Panel - Serial Digital Video B output
- Serial Video C output.

LFP SDVO-C SDVO-B

Local Flat Panel - Serial Digital Video C output
- Serial Video B output.

SDVO-B SDVO-C LFP

Serial Digital Video B output - Serial Digital Vi-
deo C output - Local Flat Panel.

SDVO-C SDVO-B LFP

Serial Digital Video C output - Serial Digital Vi-
deo B output - Local Flat Panel.

Tabelle 200: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Local Flat Panel Type

Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil flr
den LVDS Kanal eingestellt werden.

Auto

Automatische Erkennung und Einstellung an-
hand der EDID Daten.

VGA 1x18 (002h) 640 x 480
VGA 1x18 (013h) 640 x 480
SVGA 1x18 (004h) 800 x 600
XGA 1x18 (006h) 1024 x 768
XGA 2x18 (007h) 1024 x 768
XGA 1x24 (008h) 1024 x 768
XGA 2x24 (012h) 1024 x 768
SXGA 2x24 (00Ah) 1280 x 1024
SXGA 2x24 (018h) 1280 x 1024
UXGA 2x24 (00Ch) 1600 x 1200

Customized EDID 1

Benutzerdefiniertes Profil

Customized EDID 2

Benutzerdefiniertes Profil

Customized EDID 3

Benutzerdefiniertes Profil

Local Flat Panel Scaling

Option zur Ausgabemdglichkeit des Bildinhaltes
in Abhangigkeit des eingestellten Local Flat Pa-
nel Types.

Centering

Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausge-
geben.

Expand Text

Der Text wird auf die gesamte GréRe des Dis-
plays ausgedehnt dargestellt.

Expand Graphics

Grafiken werden auf die gesamte GroRe des
Displays ausgedehnt dargestellt.

Expand Text & Graphics

Text und Grafiken werden auf die gesamte Gro-
Re des Displays ausgedehnt dargestellt.

SDVO Port B Device Option zur Auswahl des Anzeigegerates welches None Kein Anzeigegerat angeschlossen.
am SDVO Port B angeschlossen ist. DVI Videosignale werden fiir ein DVI kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
TV Videosignale werden fiir ein TV kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
CRT Videosignale werden fiir ein CRT kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
LVDS Videosignale werden fiir ein LVDS kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
DVI-Analog Videosignale werden fiir ein analoges DVI kom-
patibles Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Device Option zur Auswahl des Anzeigegeréates welches None Kein Anzeigegerat angeschlossen.
am SDVO Port A angeschlossen ist. DVI Videosignale werden fiir ein DVI kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
TV Videosignale werden fiir ein TV kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
CRT Videosignale werden fir ein CRT kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
LVDS Videosignale werden fiir ein LVDS kompatibles
Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
DVI-Analog Videosignale werden fiir ein analoges DVI kom-
patibles Anzeigegerat optimiert ausgegeben.
SDVO/DVI Hotplug Sup- Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstitzt Enabled Aktivierung des ,Hotplug™ und ,Configuration
port der Windows XP Grafik Treiber ,hotplug” und mode persistence”- Modus.
»,configuration mode persistence” fiir DVI- Moni- Disabled Deaktivierung des ,Hotplug’- und ,Configurati-
tore, die an einen DVI SDVO Transmitter ange- on mode persistence”- Modus.
schlossen sind. ,Hotplug”-Unterstiitzung bedeu-
tet, dass ein angeschlossener DVI Monitor wéah-
rend laufendem Betriebssystem automatisch er-
kannt und aktiviert wird. ,Configuration mode per-
sistance” bedeutet, dass z.B. eine duale DVI
Anzeigekonfiguration automatisch wiederherge-
stellt wird wenn beide DVI Monitore wieder an-
geschlossen sind auch wenn wahrend eines fri-
heren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor ange-
schlossen und aktiviert wurde.
Display Mode Persistence |Display Mode Persistance bedeutet, dass sich Enabled Aktivierung der Funktion.
das Betriebssystem an vergangene Display-An- Disabled Deaktivierung der Funktion.

schlusskonfigurationen erinnern und wiederher-
stellen kann. z.B. wird eine duale DVI An-
zeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt
wenn beide DVI Monitore wieder angeschlos-
sen werden, auch wenn wahrend eines friiheren
Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlos-
sen und aktiviert wurde.

Tabelle 200: 945GME Advanced Graphics Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.5 CPU Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Configure advanced CPU settings
Module Version

-13.04

Manufacturer:Intel
Brand String:Intel (R) Core(TM)2 CPU

Frequency :2.16GHz
FSB Speed :667MHZz
Cache L1 :64 KB
Cache L2 :4096 KB

T7400

Max CPUID Value Limit [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Core Multi-Processing [Enabled]
Intel (R) SpeedStep(tm) tech. [Automatic]
Max. CPU Frequency [2166 MHz]
Cl Config. [Standard]
C2 Config. [Disabled]
C3 Config. [Disabled]
C4 Config. [Disabled]

of

Select the revsion

support interface that
should be offered by

the BIOS.

> Select Screen
N Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

the multi processor
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Abbildung 127: 945GME Advanced CPU Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

der Menge von auszufiihrenden Berechnungen
hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hangt der
Energieverbrauch stark von der Auslastung des
Prozessors ab.

MPS Revision Diese Option unterstiitzt den Einsatz von mehre- 1.1 Einstellung der MPS Unterstiitzung Revision
ren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem). 1.1
1.4 Einstellung der MPS Unterstlitzung Revision
1.4
Max CPUID Value Limit Option zur Limitierung des CPUID Eingangswer- Enabled Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maxima-
tes. Dies kann z.B. bei dlteren Betriebssystemen len CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Pro-
notwendig sein. zessor einen héheren Wert unterstutzt.
Disabled Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert
der Prozessor den aktuell maximalen Wert zu-
riick.
Execute Disable Bit Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Enabled Aktivierung der Funktion.
Hardwareunterstiitzung zur Unterbindung der Disabled Deaktivierung der Funktion.
Datenausfiihrung.
Core Multi-Processing Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Enabled Bei einem Dual Core Prozessor werden beide
Option ein Kern deaktiviert werden. Kerne genutzt.
Disabled Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein
Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(TM) Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Automatic Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das
tech. Technologie. Der Prozessor wird entsprechend Betriebssystem geregelt.

Maximum Speed

Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Ma-
ximum gesetzt.

Minimum Speed

Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf ein Mi-
nimum gesetzt.

Disabled Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Max. CPU Frequency Option zur Einstellung der maximalen Prozes- xxxx MHz Die Prozessorgeschwindigkeit wird auf den ein-
sorgeschwindigkeit wenn bei der Option ,Intel(R) gestellten Wert begrenzt.
SpeedStep(TM) tech.” die Werte ,Automatic”
oder ,Maximum Speed"” eingestellt ist.
C1 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C1 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C1 Unterstltzung.
C2 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C2 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C2 Unterstltzung.
Disabled Disabled C2 Unterstiitzung.
C3 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C3 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C3 Unterstltzung.
Disabled Disabled C3 Unterstuitzung.
C4 Config Power Management des Intel Core Duo Prozes- Standard Standard C4 Unterstiitzung.
sores. Enhanced Enhanced C4 Unterstltzung.
Disabled Disabled C4 Unterstutzung.

Tabelle 201: 945GME Advanced CPU Configuration Einstellméglichkeiten
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1.4.6 Chipset Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Advanced Chipset Settings

DRAM Refresh Rate [Auto]

Memory Hole [Disabled]
DIMM Thermal Control [Disabled]
DT in SPD [Disabled]
TS on DIMM [Disabled]
High Precision Event Timer [Disabled]
IOAPIC [Enabled]
APIC ACPI SCI IRQ [Disabled]
C4 On C3 [Disabled]

Auto

400 MHz

533 MHz

667 MHz

- Select Screen
t Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Inc.

Abbildung 128: 945GME Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

DRAM Frequency

Option zum Einstellen der Arbeitsspeicherfre-
quenz.

Auto

Automatische Einstellung der Frequenz durch
das BIOS.

400, 533, 667 MHz

Manuelle Einstellung der gewlinschten Taktfre-
quenz.

chentemperatur der DIMM Module. Wird die ein-
gestellte Oberflachentemperatur erreicht, dann
wird durch eine Limitierung der Speicherband-
breite eine Kiihlung des Modules erreicht.

DRAM Refresh Rate Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate. Auto DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des
DRAM Moduls gelesen.
7,8us Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
3,9us Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole Option interessant fir ISA-Karten mit einem Disabled Deaktivierung der Funktion.
Framebuffer. Bei einem APC810 nicht von Be- 15MB-16MB Der Adressbereich wird reserviert.
deutung.
DIMM Thermal Control Option zum Einstellen der maximalen Oberfla- Disabled Keine Begrenzung der Oberflachentemperatur.

40°C, 50°C, 60°C,
70°C, 80°C, 85°C, 90°C

Temperaturgrenzwert fiir die Limitierung.

Information:

Bei aktiviertem APIC-Modus werden die
dem System zur Verfiigung stehenden
IRQ-Ressourcen erweitert.

DT in SPD Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Enabled Aktivierung der Funktion.
Controller Hub) die DT (Delta Temperature) im Disabled Deaktivierung der Funktion.
SPD (Serial Presence Detect) Management Al-
gorithmus des DIMM Moduls unterstitzt.

TS on DIMM Option, ob der GMCH (Graphics and Memory Enabled Aktivierung der Funktion.
Controller Hub) den TS (Thermal Sensor) im Disabled Deaktivierung der Funktion.
Thermal Management Algorithmus des DIMM
Moduls untersttzt.

High Precision Event Timer | Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der La- Enabled Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia An-
ge einen Interrupt mit sehr hoher Prazision aus- wendungen wird empfohlen, die Funktion auf
zulésen und andere Programme kénnen diverse Enabled zu stellen.

Anwendungen besser synchronisieren. Disabled Deaktivierung der Funktion.

I0APIC Diese Option wird verwendet, um den APIC (Ad- Enabled Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem
vanced Programmable Interrupt Controller) zu System zur Verfligung stehenden IRQ-Res-
aktivieren oder zu deaktivieren. sourcen erweitert.

Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 202: 945GME Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

APIC ACPI SCI IRQ Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ Enabled IRQ20 wird fiir SCI verwendet.
bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Disabled IRQ9 wird fiir SCI verwendet.
Controller) Modus zu modifizieren.
C4 On C3 Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem Enabled Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Be-
ACPI Betriebssystem. triebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 202: 945GME Advanced Chipset Einstellmdglichkeiten

1.4.7 1/O Interface Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

I/0 Interface Configuration

HDA

AC97

Disabled
> Select Screen
N Select Item
G Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 129: 945GME Advanced /O Interface Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Onboard Audio Controller

Hier kann der Audio Modus ausgewahlt bzw. aus-

geschaltet werden.

HDA Aktivierung des High Definition Audio Sound.
AC97 Aktivierung des AC’'97 Sound.
Disabled Deaktivierung des Audio Controllers.

Tabelle 203: 945GME Advanced /O Interface Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.8 Clock Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Clock Configuration

Enable clock
modulation to reduce
EMI.

> Select Screen
t Select Item
e Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 130: 945GME Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Spread Spectrum Mit dieser Option kann der Takt geringfligig fre-
quenzmoduliert werden, wodurch sich die elek-

tromagnetische Storstrahlung verringert.

Enabled

Aktivierung der Funktion.

Disabled

Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 204: 945GME Advanced Clock Configuration Einstellmoglichkeiten

1.4.9 IDE Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

IDE Configuration

Legacy IDE Channels

[SATA Pri,

PATA Sec]

ATA (PI) 80Pin Cable Detection

> Primary IDE Master [Hard Disk]

» Primary IDE Slave [Not Detected]
» Secondary IDE Master [Not Detected]
» Secondary IDE Slave [Not Detected]
Hard Disk Write Protect [Disabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

[Host & Device]

Disabled
Compatible
Enhanced

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 131: 945GME Advanced IDE Configuration
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellméglichkeiten

Wirkung

ATA/IDE Configuration

Option zum Konfigurieren der integrierten PATA
und SATA Controller.

Compatible Beide Controller arbeiten in Legacy oder Com-
patible Modus.
Disabled Deaktivierung beider Controller.
Enhanced Beide Controller arbeiten in Enhanced oder Na-

tive Modus.

Legacy IDE Channels”

Option zum Konfigurieren der Legacy IDE Kanéle
im ,,Compatible” Modus.

SATA Pri, PATA Sec

SATA Laufwerke werden primar und PATA
Laufwerke werden sekundar angesprochen.

SATA only Nur SATA Laufwerke verwenden.

PATA only Nur PATA Laufwerke verwenden.
Configure SATA as? Hier kénnen die von der Southbridge untersttitz- IDE Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA

ten Serial ATA Anschliisse eingestellt werden. physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
RAID Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix
Storage Technologie mit der Serial ATA Fest-
platte konfiguriert werden.

AHCI Mit der Einstellung AHCI kann man den inter-

nen Speichertreiber der SATA-Funktionen akti-
vieren, welche die Speicherleistung bei zufélli-
gem Schreib-Lese-Zugriff erhdhen, indem das
Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst
festlegt.

Configure SATA Chan-
nels®

Hier kénnen SATA- bzw. PATA- Laufwerke als
Primary bzw. Secondary Device eingestellt wer-

Before PATA

Die SATA- Laufwerke sind die Primary Devices,
und PATA somit die Secondary.

den. Behind PATA Die PATA- Laufwerke sind die Primary Devices,
und SATA somit die Secondary.
AHCI/RAID SATA Hotp- Hier kann der Hotplug-Support fiir AHCI/RAID- Enabled Aktiviert den Hotplug-Support.
lug® Systeme eingestellt werden. Disabled Deaktiviert den Hotplug-Support.
Primary IDE Master Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submeniis
das am IDE Primary Master Port angeschlossen siehe "Primary IDE Master" auf Seite 255
ist, parametriert.
Primary IDE Slave Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submenis
das am IDE Primary Slave Port angeschlossen siehe "Primary IDE Slave" auf Seite 256
ist, parametriert.
Secondary IDE Master Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submenis
das am IDE Secondary Master Port angeschlos- siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 257
sen ist, parametriert.
Secondary IDE Slave Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, Enter offnen des Submeniis
das am IDE Secondary Slave Port angeschlos- siehe "Secondary IDE Slave" auf Seite 258
sen ist, parametriert.
Hard Disk Write Protect Hier kann der Schreibschutz fur die Festplatte ak- Enabled Aktivierung der Funktion.
tiviert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.

IDE Detect Time Out (Sec)

Einstellung des Zeitliberschreitungsgrenzwertes
der ATA/ATAPI Gerateerkennung.

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

Zeiteinstellung in Sekunden.

ATA(PI) 80Pin Cable De-
tection

Hier wird eingestellt, ob ein 80Pin Kabel am Lauf-
werk, am Controller oder am Laufwerk und Con-
troller angeschlossen ist.

Information:

Diese Option ist beim APC810 CPU
Board nicht vorhanden. Somit ist diese
Einstellung unrelevant.

Host & Device

Verwendung beider IDE Controller. (mother-
board, disk drive).

Host

Verwendung des Motherboard IDE Controllers.

Device

Verwendung des IDE disk drive Controllers.

Tabelle 205: 945GME Advanced IDE Configuration Einstellmdglichkeiten

1) Diese Einstellungen sind nur mdéglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Compatible eingestellt ist.
2) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced eingestellt ist.
3) Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf IDE oder AHCI eingestellt ist.
4) Diese Einstellungen sind nur moglich, wenn ATA/IDE Configuration auf Enhanced und Configure SATA as auf RAID oder AHCI eingestelltist.
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1.4.9.1 Primary IDE Master

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Primary IDE Master

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

Select the type
of device connected
to the system.

H

Fl
F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59
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Abbildung 132: 945GME Primary IDE Master

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Primary Master ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Ad- Disabled Deaktivierung der Funktion.
dressing/Large Modus fiir IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modus.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht vor-
handen. Somit ist diese Einstellung un-
relevant.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Master Laufwerk festgelegt. te.
Der DMA-Mode muss unter Windows im Geréte- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
manager aktiviert werden, erst dann ist die volle
Performance garantiert. Kann nur bei manueller
Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MART. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 206: 945GME Primary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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1.4.9.2 Primary IDE Slave

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Primary IDE Slave

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode

PIO Mode

DMA Mode

S.M.A.R.T.

32Bit Data Transfer

Block (Multi-Sector Transfer)

[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Auto]
[Enabled]

Select the type
of device connected
to the system.

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 133: 945GME Primary IDE Slave

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Type Hier wird der Typ des am Primary Slave ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modus.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht vor-
handen. Somit ist diese Einstellung un-
relevant.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Primary Slave Laufwerk festgelegt. te.
Der DMA-Mode muss unter Windows im Geréte- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
manager aktiviert werden, erst dann ist die volle
Performance garantiert. Kann nur bei manueller
Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MART. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 207: 945GME Primary IDE Slave Einstellmoglichkeiten
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1.4.9.3 Secondary IDE Master

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Secondary IDE Master Select the type
of device connected

Device :Not Detected to the system.

LBA/Large Mode [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]

PIO Mode [Auto]

DMA Mode [Auto]

S.M.A.R.T. [Auto]

32Bit Data Transfer [Enabled]
> Select Screen
N Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 134: 945GME Secondary IDE Master

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Type Hier wird der Typ des am Secondary Master an- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
geschlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modus.
Information:

Diese Option ist beim APC810 nicht vor-
handen. Somit ist diese Einstellung un-

relevant.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Secondary Master Laufwerk festgelegt. te.
Der DMA-Mode muss unter Windows im Geréte- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.

manager aktiviert werden, erst dann ist die volle
Performance garantiert. Kann nur bei manueller
Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.

S.M.AAR.T. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.

32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 208: 945GME Secondary IDE Master Einstellmdglichkeiten
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1.4.9.4 Secondary IDE Slave

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Secondary IDE Slave

Device

:Not Detected

LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-Sector Transfer) [Auto]
PIO Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
S.M.A.R.T. [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

Select the type
of device connected
to the system.

F10
ESC

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59

(C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 135: 945GME Secondary IDE Slave

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Type Hier wird der Typ des am Secondary Slave ange- Not Installed Kein Laufwerk installiert.
schlossenen Laufwerks parametriert. Auto Automatische Erkennung des Laufwerks und
Einstellung der richtigen Werte.
CD/DVD CD-/DVD-Laufwerk.
ARMD ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addres- Disabled Deaktivierung der Funktion.
sing/Large Modus fur IDE aktiviert. Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
vom System unterstutzt wird.
Block (Multi-Sector Trans- | Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE- Disabled Deaktivierung der Funktion.
fer) Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Opti- Auto Automatische Aktivierung der Funktion wenn es
on wird die Zahl der Blécke pro Anforderung aus vom System unterstiitzt wird.
dem Konfigurationssektor der Festplatte ausge-
lesen.
PIO Mode Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Fest- Auto Automatische Einstellung des PIO Modus.
platte. 0,1,2,3,4 Manuelle Einstellung des PIO Modus.
Information:
Diese Option ist beim APC810 nicht vor-
handen. Somit ist diese Einstellung un-
relevant.
DMA Mode Hier wird die Datenlibertragungsrate zum und Auto Automatische Festlegung der Ubertragungsra-
vom Secondary Slave Laufwerk festgelegt. te.
Der DMA-Mode muss unter Windows im Geréte- Disabled Manuelle Festlegung der Ubertragungsrate.
manager aktiviert werden, erst dann ist die volle
Performance garantiert. Kann nur bei manueller
Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.
S.MART. Uberwachungsfunktion moderner Festplatten Auto Automatische Erkennung und Aktivierung.
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tech- Enabled Aktivierung der Funktion.
nology). Disabled Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer Diese Funktion ermdglicht den 32-Bit IDE Daten- Enabled Aktivierung der Funktion.
transfer. Disabled Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 209: 945GME Secondary IDE Slave Einstellmdglichkeiten
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1.4.10 USB Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

USB Configuration
USB Devices Enabled :

1 Keyboard, 1 Hub
USB 2.0 Controller [Enabled]
Legacy USB Support [Enabled]
USB Legacy POST-Always [Enabled]
USB Keyboard Legacy Support [Enabled]
USB Mouse Legacy Support [Disabled]
USB Storage Device Support [Enabled]
Port 64/60 Emulation [Disabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off [Disabled]
USB Beep Message [Enabled]
USB Stick Default Emulation [Hard Disk]
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Special Delay for USB HDDs [Disabled]

Disabled

+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

2 USB
4 USB
6 USB
8 USB

Ports
Ports
Ports
Ports

Select Screen
iR Select Item

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 136: 945GME Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

USB Function Hier kdnnen die USB-Ports aktiviert/deaktiviert Disabled Deaktivierung der USB-Ports.
werden. 2 USB Ports USB1, USB3 werden aktiviert.
Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind 4 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert,
am Gehduse des APC810 aufgedruckt). 6 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden ak-
tiviert.
8 USB Ports USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an ei-
nem AP (iber SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Enabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Mo-
USB 2.0 Modus. dus.
Disabled Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Mo-
dus.
Legacy USB Support Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/ Enabled Aktivierung der Funktion.
deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB Disabled Deaktivierung der Funktion.
Schrjittstelle wahrend des Startens. Nach dgm Auto Automatische Aktivierung.
Betriebssystemstart steht der USB Support wie-
der zur Verfligung. Eine USB Tastatur wird wah-
rend des POST noch erkannt.
USB Legacy POST-Always | Option um den Legacy USB Support wahrend Enabled Das BIOS Setup kann wahrend des POST mit-
des POST (Power On Self Test) gleichgiiltig der tels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
Legacy USB Support Einstellung zu aktivieren. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Keyboard Legacy Hier kann die USB-Keyboard Unterstlitzung akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
Support viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Sup- |Hier kann die USB-Mouse Unterstiitzung akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
port viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Sup- | Hier kann die USB-Massenspeichergerat Unter- Enabled Aktivierung der Funktion.
port stiitzung aktiviert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/de- Enabled USB-Keyboard funktioniert unter Windows NT.
aktiviert werden. Disabled USB-Keyboard funktioniert unter allen Syste-
men aufer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode | Hier kénnen Einstellungen fiir den USBController FullSpeed 12 MBps
vorgenommen werden. HiSpeed 480 MBps
BIOS EHCI Hand-Off Hier kann die Unterstlitzung fir Betriebssysteme Enabled Aktivierung der Funktion.
ohne vollautomatische EHCIFunktion eingerich- Disabled Deaktivierung der Funktion.
tet werden.
USB Beep Message Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones, Enabled Aktivierung der Funktion.
wenn ein USB Gerat wahrend des POST vom Disabled Deaktivierung der Funktion.
BIOS erkannt wurde.
USB Stick Default Emulati- | Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerat Auto USB-Gerate, deren Speicherkapazitat kleiner

on

verwendet wird.

als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und
die anderen Gerate mit groRerer Kapazitat als
Festplatte simuliert.

Tabelle 210: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Hard Disk

Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD
(z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Sys-
tems verwendet werden.

USB Mass Storage Reset
Delay

Hier kann die Zeit, die der POST fir USB-Spei-
chergerate nach dem Geratestartbefehl warten
soll, eingestellt werden.

Information:

Die Meldung "No USB Mass Storage de-
vice detected" (Kein USB Massenspei-
chergerat entdeckt) wird angzeigt, wenn
kein USB Massenspeichergerit instal-
liert wurde.

10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec

Manuelle Einstellung des Wertes.

Special Delay for USB
HDDs

Option zum Einstellen eines Boot Delay (Boot-
verzégerung) vor der USB 2.0 Gerateaufzahlung,
um das Booten von langsam hochlaufenden USB
Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermdglichen.

Information:

Diese Option sollte nur bei Bedarf ver-
wendet werden, da der Bootvorgang
dann immer um die eingestellte Zeit 1an-
ger dauert.

Disabled

Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot
Delay hinzugefugt.

1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4
Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec

Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw.
10 Sekunden hinzugefugt.

Tabelle 210: 945GME Advanced USB Configuration Einstellmdglichkeiten

1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Keyboard/Mouse Configuration

Typematic Rate

[Fast]

Select Power-on state
for Numlock.

> Select Screen
t Select Item
+- Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 137: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Bootup Num-Lock Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zeh- Off Vom numerischen Tastenblock sind lediglich
nertastatur (NumLock) beim Booten des Systems die Cursorfunktionen aktiviert.
definieren. On Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt. Slow Langsame Tastenwiederholung.
Fast Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 211: 945GME Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmdglichkeiten
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1.4.12 Remote Access Configuration

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Configure Remote Access type and parameters

Serial Port number

Base Address,
Serial Port Mode
Flow Control

IRQ

[cOoM1]

[3F8h, 4]
[115200 8,n,1]
[None]

Redirection After BIOS POST [Always]
Terminal Type [ANSTI]
VT-UTF8 Combo Key Support [Enabled]
Sredir Memory Display Delay [No Delay]
Serial Port BIOS Update [Disabled]

Select Remote Access
type.

> Select Screen
N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59

(C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 138: 945GME Advanced Remote Access Configuration

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

POST

eingestellt werden, vorausgesetzt im Feld Remo-
te Access ist nicht Disabled eingetragen.

Remote Access Hier kann die Remote Access Funktion akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
viert/deaktiviert werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Serial Port number Unter dieser Option kann die serielle Schnittstel- COM1 Aktivierung der Schnittstelle COM1 als Remote
le eingestellet werden, vorausgesetzt im Feld Re- Access Schnittstelle.
mote Access ist nicht Disabled eingetragen. COM2 Aktivierung der Schnittstelle COM2 als Remote
Access Schnittstelle.
Base Address, IRQ Anzeige der logischen Adresse und des Inter- keine -
rupts fur den seriellen Anschluss, vorausgesetzt
im Feld Remote Access ist nicht Disabled einge-
tragen.
Serial Port Mode Hier kann die Ubertragunsrate der seriellen 115200 8,n,1 Manuelle Einstellung des Wertes.
Schnittstelle festgelegt werden, vorausgesetzt im 57600 8,n,1
Feld Remote Access ist nicht Disabled eingetra- 38400 8,n,1
gen. 19200 8,n,1
09600 8,n,1
Flow Control Diese Einstellung bestimmt, wie die Ubertragung None Die Schnittstelle wird ohne Ubertragungssteue-
Uiber die Schnittstelle gesteuert wird. rung betrieben.
N Hardware Die Ubertragungssteuerung der Schnittstelle
Informatlon: erfolgt durch Hardware. Dieser Modus muss
durch das Kabel unterstiitzt werden.
Die Einstellung muss sowohl am Termi- Software Die Ubertragungssteuerung der Schnittstelle
nal als auch am Server gleich sein. erfolgt durch Software.
Redirection After BIOS Hier kann die Umlenkung nach dem Systemstart Disabled Die Umlenkung wird nach dem Systemstart ab-

gestellt.

Boot Loader

Die Umlenkung ist wahrend des Systemstarts
und wahrend der Aufladung aktiv.

Always

Die Umlenkung ist immer aktiviert.

Terminal Type

Hier kann die Anschlussart ausgewahlt werden,
vorausgesetzt im Feld Remote Access ist nicht
Disabled eingetragen.

ANSI, VT100, VT-UTF8

Manuelle Einstellung der Anschlussart.

lay

cherausgabe eingestellt werden, vorausgesetzt
im Feld Remote Access ist nicht Disabled einge-
tragen (Sredir -> Serialredirection).

VT-UTF8 Combo Key Sup- | Mit dieser Option kann die VT-UTF8 Combo Key Enabled Aktivierung der Funktion.
port Support fir die Anschlisse ANSI und VT100 akti- Disabled Deaktivierung der Funktion.
viert werden, vorausgesetzt im Feld Remote Ac-
cess ist nicht Disabled eingetragen.
Sredir Memory Display De- | Mit dieser Option kann die Verzégerung der Spei- No Delay Keine Verzdgerung.

Delay 1 Sec, Delay
2 Sec, Delay 4 Sec

Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 212: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Serial Port BIOS Update Wahrend dem Systemstart wird das Update tber Enabled Aktivierung der Funktion.
die serielle Schnittstelle in den Prozessor gela- Disabled Deaktivierung der Funktion.

den.

Information:

Ist diese Option auf Disabled wird die
Zeit zum booten verkiirzt.

Tabelle 212: 945GME Advanced Remote Access Configuration Einstellméglichkeiten
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1.4.13 CPU Board Monitor

Information:

Software « BIOS Optionen

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Sei-
te stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus konnen keine Schliisse liber mogliche Alarme
bzw. Fehlerzustinde der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfii-
gen iiber automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Hardware Health Configuration

Hardware Health Event Monitoring

Board Temperature

CPU Temperature

Top DIMM Environment Temp.
Bottom DIMM Environment Temp.

CPU Fan Speed

VcoreA
+3.3VSB
+5VSB
+12Vin
VRTC

:63°C/145°F
:47°C/116°F
:53°C/161°F
:54°C/161°F

:0 RPM

:0.960 V
:3.351 Vv
:5.080 Vv
:12.187 Vv
:3.322 Vv

Disabled
Enabled

Select Screen

N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Abbildung 139: 945GME Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

H/W Health Function Option zum Anzeigen samtlicher Werte auf dieser Enabled Anzeigen samtlicher Werte.
Seite. Disabled Es werden keine Werte auf dieser Seite ange-
zeigt.
Board Temperature Anzeige der Boardtemperatur in Grad Celsius keine -
und Fahrenheit.
CPU Temperature Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celci- keine -
us und Fahrenheit.
Top DIMM Enviroment Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls. keine -
Temp.
Bottom DIMM Enviroment | Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls. keine -
Temp.
CPU Fan Speed Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines keine -
Prozessorliifters.
VcoreA Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt. keine -
+3.3VSB Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine -
3,3 Volt Versorgung.
+5VSB Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 keine -
Volt Versorgung.
+12Vin Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der keine -
12 Volt Versorgung.
VRTC Anzeige der Batteriespannung in Volt. keine -

Tabelle 213: 945GME Advanced CPU Board Monitor Einstellmdglichkeiten
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1.4.14 Baseboard/Panel Features

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R118

MTCX PX32: Vv1.05

MTCX FPGA: v1.09
CMOS Profil: Oh
Device ID: 0000AC7h hnd Select Screen
Compatibility ID: 0000h N Select Item
Serial Number: A3C70168427 Enter Go to Sub Screen
Product Name: 5PC810.SX02-00 F1l General Help
User Serial ID: 00000000n F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 140: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Panel Control Hier konnen spezielle Einstellungen fur ange- Enter offnen des Submeniis
schlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenom- siehe "Panel Control" auf Seite 265
men werden.
Baseboard Monitor Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Enter offnen des Submenis
Lifterdrehzahlen. siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 266
Legacy Devices Hier konnen spezielle Einstellungen fir die Enter offnen des Submeniis
Schnittstellen vorgenommen werden. siehe "Legacy Devices" auf Seite 267
BIOS Anzeige der BIOS Version keine -
MTCX PX32 Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion. keine -
MTCX FPGA Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion. keine -
CMOS Profil Zeigt die CMOS Profil Nummer an. keine -
Device ID Hexwertanzeige der Hardware-Gerate ID. keine -
Compatibility ID Zeigt die Version des Gerates innerhalb der glei- keine -

chen B&R Gerateerkennung an. Diese ID wird fir
das Automation Runtime benétigt.

Serial Number Anzeige der B&R Serialnummer. keine -
Product Name Anzeige der B&R Bestellnummer. keine -
User Serial ID Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hex- keine -

wert steht dem Anwender frei zur Verfigung (um
z.B. bei dem Gerat eine eindeutige Identifizierung
zu ermdglichen) und kann nur mit dem bei B&R
erhaltlichen ,B&R Control Center* iiber den ADI
Treiber verandert werden.

Tabelle 214: 945GME Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmdglichkeiten
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1.4.14.1 Panel Control

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Panel Control

Version: Vv1i.14
Brightness: [100%]
Temperature: 41°C/105°F

Fan Speed: 00 RPM
Keys/Leds: 128/128

Panel 0-14:
to Automation Panel

Link or Monitor/Panel
connector.
Panel 15:
Panel PC Link.
Note:
will show no valid
values.
only the brightness
option will work.

> Select Screen
N Select Item
S Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

connected

connected on

DVI and PPC Link

On PPC Link

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 141: 945GME Panel Control

ausgewahlten Panels.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Select Panel Number Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte aus- 0...15 Panelauswahl O ... 15.
gelesen bzw. geandert werden sollen. Panel 15 ist speziell fir Panel PC 800 Systeme
vorgesehen.
Version Anzeige der Firmwareversion des SDLR Control- keine -
lers.
Brightness Einstellung der Helligkeit beim ausgewahlten Pa- 0%, 10%, 20%, 30%, Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewahl-
nel. 40%, 50%, 60%, 70%, ten Panel. Wird erst beim Speichern und Neu-
80%, 90%, 100% start des Systems wirksam (z.B. durch Driicken
von <F10>).
Temperature Temperaturanzeige des ausgewahlten Panels in keine -
Grad Celsius und Fahrenheit.
Fan Speed Lufterumdrehungsanzeige des ausgewahlten keine -
Panels.
Keys/Leds Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des keine -

Tabelle 215: 945GME Panel Control Einstellmdglichkeiten
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1.4.14.2 Baseboard Monitor

BIOS SETUP UTILITY

Advanced
Baseboard Monitor
CMOS Battery: Good
Temperatures
Board I/O: 45°C/113°F
Board ETH2: 39°C/102°F
Board Power: 43°C/109°F
Power Supply: 39°C/102°F
ETH2 Controller: 65°C/149°F
Slide-In Drive 1: 00°C/32°F
Slide-In Drive 2: 00°C/32°F
Fan Speed
Case 1: 00 RPM
Case 2: 00 RPM
Case 3: 00 RPM
Case 4: 00 RPM

t
Fl
F10
ESC

Select Screen
Select Item
General Help
Save and Exit
Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,
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Abbildung 142: 945GME Baseboard Monitor

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

CMOS Battery Zeigt den Status der Batterie an. keine -
n.a. - not available
Good - Batterie ist in Ordnung.
Bad - Batterie ist kaputt.

Board 1/O Anzeige der Temperatur im 1/O Bereich in Grad keine -
Celsius und Fahrenheit.

Board ETH2 Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller keine -
Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.

Board Power Anzeige der Netzteiltemperatur in Grad Celsius keine -
und Fahrenheit.

Power Supply Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Cel- keine -
sius und Fahrenheit.

ETH2 Controller Anzeige der Temperatur des ETH2 Controllers in keine -
Grad Celsius und Fahrenheit.

Slide-In Drive 1 Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks keine -
1in Grad Celsius und Fahrenheit.

Slide-In Drive 2 Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks keine -
2 in Grad Celsius und Fahrenheit.

Case 1 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 1.

Case 2 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 2.

Case 3 Anzeige der Lifterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauselifters 3.

Case 4 Anzeige der Lufterumdrehungsgeschwindigkeit keine -
des Gehauseliifters 4.

Tabelle 216: 945GME Baseboard Monitor Einstellmdglichkeiten
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1.4.14.3 Legacy Devices

Software « BIOS Optionen

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Legacy Devices

Base I/O address:
Interrupt:

COM B:
Base I/O address:
Interrupt:

COM C:

COM D:

COM E:

CAN:

Hardware Security Key:

Base I/O address

ETH2 LAN controller:
ETH2 MAC Address:

[3F8]

[IRQ 4]
[Enabled]
[2F8]

[IRQ 3]
[Disabled]
[Disabled]
[Disabled]
[Disabled]

[Enabled]
[378]

[Enabled]
00:60:65:07:71:CF

Enable/Disable the

COM 1 port.

> Select Item
t Select Screen
e Change Option
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,
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Abbildung 143: 945GME Legacy Devices

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

COM A Einstellung fur die serielle Schnittstelle COM1 im Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
System. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

328, 338, 3E8, 3F8

se.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
coMB Einstellung fur die serielle Schnittstelle COM2 im Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
System. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

328, 338, 3E8, 3F8

se.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
CcoMC Einstellung des COM Ports fir den Touch Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Screen am Monitor/Panel Stecker. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

328, 338, 3E8, 3F8

se.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
COM D Einstellung des COM Ports fir den Touch Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Screen am AP Link Stecker. Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
Base /0O address Auswahl der Base I/0 Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

328, 338, 3E8, 3F8

se.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4,IRQ5,IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ 7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
COME Einstellung des COM Ports der B&R Add-on Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Schnittstellenoption 5AC600.4851-00 (IF-Opti- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
on).
Base I/O address Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports. 238, 2E8, 2F8, Zuweisung der ausgewahlten Base I/O Adres-

328, 338, 3E8, 3F8

se.

Interrupt Auswahl des Interrupts fiir den COM Port. IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, |Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
IRQ7,IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12
CAN Einstellung des CAN Ports der B&R Add- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
on CAN Schnittstellenoption 5AC600.CANI-00 Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
(IF-Option).
Base 1/0O address Anzeige der Base I/0O Adresse des CAN Ports. keine -
Interrupt Auswahl des Interrupts fir den CAN Port. IRQ 10, NMI Zuweisung des ausgewahlten Interrupts.
Hardware Security Key Hier werden Einstellungen fiir den Hardware Se- Disabled Deaktivierung der Schnittstelle.
curity Key (Dongle) vorgenommen. Enabled Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O adress Auswahl der Base I/0 Adresse der Hardware Se- 278, 378, 3BC Zuweisung flr die Base I/O Adresse fiir den par-

curity Schnittstelle.

allelen Port.

Tabelle 217: 945GME Legacy Devices Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung

ETH2 LAN controller Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2) Enabled Aktivierung des Controllers.
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Disabled Deaktivierung des Controllers.

ETH2 MAC Address Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Control- keine -

lers.

1.5 Boot

Tabelle 217: 945GME Legacy Devices Einstellmdglichkeiten

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Power

Security

Boot Device Priority

The device based boot
priority list allows

to select from a list
of currently detected

1st Boot Device [Primary Master] devices.
2nd Boot Device [Primary Slave] The type based boot
3rd Boot Device [USB Floppyl priority list allows
4th Boot Device [USB Removable Devi] | to select device types
5th Boot Device [USB Harddisk] even if a respective
6th Boot Device [USB CDROM] device is not (yet)
7th Boot Device [Secondary Master] present.
8th Boot Device [Secondary Slave]
P Select Screen
Boot Settings Configuration H Select Item
+- Change Option
Quick Boot [Enabled] Fl General Help
Quiet Boot [Disabled] F10 Save and Exit
Automatic Boot List Retry [Disabled] ESC Exit
AddOn ROM Display Mode [Keep Current]
Halt On Error [Disabled]
Hit ‘DEL° Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
PXE Boot to LAN (ETH1) [Disabled]
Slide-In 2 Option-ROM [Disabled]
Power Loss Control [Turn On]

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 144: 945GME Boot Menl

BIOS Einstellung
Boot Priority Selection

Bedeutung

Hier kann eingestellt werden, nach welcher Me-
thode die Laufwerke gebootet werden sollen.

Einstellméglichkeiten
Device Based

Wirkung

Es werden nur die vom System erkannten Ge-
rate aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach
die Reihenfolge geandert werden.

Information:

Es ist entweder die Device Based oder
die Type Based Methode zu verwen-
den. Ein Mischbetrieb ist nicht zulas-

sig.

Type Based Man kann die Bootreihenfolge einer Geratety-
penliste andern. Es ist auch mdglich nicht an-
geschlossene Geratetypen in dieser Liste anzu-

geben.

Information:

Es ist entweder die Device Based oder
die Type Based Methode zu verwen-
den. Ein Mischbetrieb ist nicht zulas-
sig.

Tabelle 218: 945GME Boot Menii Einstellmdglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

1st Boot Device

2nd Boot Device

3rd Boot Device

4th Boot Device

5th Boot Device

6th Boot Device

7th Boot Device

8th Boot Device

Unter dieser Option kénnen die Boot- Laufwerke
eingestellt werden.

Disabled, Primary Master, Pri-
mary Slave, Secondary Master,
Secondary Slave, Legacy Flop-
py, USB Floppy, USB Harddisk,

USB CDROM, USB Remove-
able Device, Onboard LAN, Ex-
ternal LAN, PCI Mass Storage,

PCI SCSI Card, Any PCI BEV
Device, Third Master, Third Sla-
ve, PCI RAID, Local BEV ROM

Auswahl der gewiinschten Reihenfolge.

Quick Boot Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten Enabled Aktivierung der Funktion.
durch (iberspringen von einigen POST Vorgén- Disabled Deaktivierung der Funktion.
gen.
Quiet Boot Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Enabled Anzeige des OEM Logos anstatt der POST
Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt Nachricht.
wird. Disabled Anzeige der POST Nachricht.
Automatic Boot List Retry | Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssys- Enabled Aktivierung der Funktion.
tem bei einem Fehlstart automatisch neu zu star- Disabled Deaktivierung der Funktion.
ten.
AddOn ROM Display Mode | Setzt das Anzeigemodus fiir das ROM (wéhrend Force BIOS Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
dem Bootvorgang). Keep Current BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Enabled System halt an. Bei jedem Fehler wird das Sys-
Systemstart wahrend des Power On Self Test tem angehalten.
(POST) fortgesetzt werden soll. Disabled System hélt nicht an. Alle Fehler werden igno-
riert.
Hit 'DEL’ Message Display |Hier kénnen Einstellungen fiir die Anzeige der Enabled Die Nachricht wird angezeigt.
,Hit'DEL" Message” vorgenommen werden. Disabled Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Information:
Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die
Nachricht nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbre- Enabled Aktivierung der Funktion.
chung eingeschlossen werden. Disabled Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN (ETH1) | Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN Enabled Aktivierung der Funktion.
(ETH1) zu booten. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von ei- Enabled Aktivierung der Funktion.
nem Option ROM fir ein Slide-In 2 Laufwerk. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control Stellt fest ob das System nach einem Leistungs- Remain Off Bleibt ausgeschaltet.
abfall an/aus ist. Turn On Schaltet ein.
Last State Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 218: 945GME Boot Menu Einstellméglichkeiten
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1.6 Security

BIOS SETUP UTILITY

Advanced

Security

Security Settings

Supervisor Password
User Password

Boot Sector Virus Protection

:Not Installed
:Not Installed

Change User Password

Hard Disk Security

[Disabled]

>»Hard Disk Security User Passwords
»Hard Disk Security Master Passwords

Install or Change the
password.

— Select Screen
t Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Inc.

Abbildung 145: 945GME Security Menii

ter Passwords

wort erstellt werden.

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Supervisor Password Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden keine -
ist oder nicht.
User Password Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder keine -
nicht.
Change Supervisor Pass- | Funktion zum Eingeben/Andern eines Supervisor Enter Passwort eingeben.
word Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort
kénnen alle BIOS Einstellungen editiert werden.
Change User Password Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Enter Passwort eingeben.
Mit dem User Passwort kénnen nur bestimmte
BIOS Einstellungen editiert werden.
Boot Sector Virus Protec- | Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Pro- Enabled Aktivierung der Funktion.
tion gramm oder Virus auf den Bootsektor eine War- Disabled Deaktivierung der Funktion.
nung ausgegeben.
Information:
Mit dieser Option wird nur der Bootsek-
tor geschiitzt, nicht aber die gesamte
Festplatte.
Hard Disk Security User |Hier kann das Hard Disk Security User Passwort Enter offnen des Submenis
Passwords erstellt werden. siehe "Hard Disk Security User Password" auf
Seite 271
Hard Disk Security Mas- |Hier kann das Hard Disk Security Master Pass- Enter 6ffnen des Submeniis

siehe "Hard Disk Security Master Password"
auf Seite 271

Tabelle 219: 945GME Security Menu Einstellméglichkeiten

270

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57




Software « BIOS Optionen

1.6.1 Hard Disk Security User Password

BIOS SETUP UTILITY
Security

Hard Disk Security User Passwords

> Select Screen
N Select Item
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 146: 945GME Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellmoéglichkeiten Wirkung
Primary Slave HDD User | Mit dieser Funktion ist es mdglich das User Pass- Enter Passwort eingeben.
Password wort jeder Festplatte einzustellen oder zu andern

ohne das Gerat neu zu booten. Mit dem User
Passwort kdnnen nur bestimmte BIOS Einstellun-
gen editiert werden.

Tabelle 220: 945GME Hard Disk Security User Password

1.6.2 Hard Disk Security Master Password

BIOS SETUP UTILITY
Security

Hard Disk Security Master Passwords

> Select Screen
H Select Item
Fl General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 147: 945GME Hard Disk Security Master Password
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Primary Slave HDD Master
Password

Mit dieser Funktion ist es mdglich das Master
Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu
andern ohne das Gerat neu zu booten.

Enter

Passwort eingeben.

1.7 Power

Tabelle 221: 945GME Hard Disk Securitiy Master Password

BIOS SETUP UTILITY

Enable or disable
APM.

Select Screen

Advanced Security

Congigure power management and control

Suspend Time Out [Disabled]
Video Power Down Mode [Suspend]
Hard Disk Power Down Mode [Suspend]
Keyboard & PS/2 Mouse [MONITOR]
FDC/LPT/COM Ports [MONITOR]
Primary Master IDE [MONITOR]
Primary Slave IDE [MONITOR]
Secondary Master IDE [MONITOR]
Secondary Slave IDE [MONITOR]
Resume On Ring [Disabled]
Resume On PME# [Disabled]
Resume On RTC Alarm [Disabled]
Power Button Mode [On/Of£f]

N Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Inc.

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends,

Abbildung 148: 945GME Power Menu

BIOS Einstellung Bedeutung Einstellméglichkeiten Wirkung
Power Management/APM | Diese Option schaltet die APM-Funktionalitat ein Enabled Aktivierung der Funktion.
oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erwei- Disabled Deaktivierung der Funktion.

terte Plug & Play- und Power Management-Funk-
tionalitat.

Suspend Time Out

Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher
Zeitspanne der Inaktivitat des Systems, dieses in
den Suspend Modus (es werden alle Komponen-

1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min,
10 Min, 20 Min, 30 Min,
40 Min, 50 Min, 60 Min;

Manuelle Einstellung des Wertes.

ten, auBer der CPU, soweit wie méglich abge- Disabled Deaktivierung der Funktion.
schaltet) gefahren wird.
Video Power Down Mode | Unter dieser Option wird der Energiesparmodus Disabled Kein Ausschalten des Bildschirms.
fir den Bildschirm festgelegt. Standby Bildschirm geht in Standby Modus.
Suspend Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down Unter dieser Option wird der Energiesparmodus Disabled Kein Ausschalten des Bildschirms.
Mode fir die Festplatte festgelegt. Standby Bildschirm geht in Standby Modus.
Suspend Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse Hier kann die Uberwachung von Aktivitdten wah- MONITOR Bei Aktivititen am Keyboard oder der PS/2
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen
Stromsparmodus in den Normalzustand zu-
riick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports Hier kann die Uberwachung von Aktivitaten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am Parallel Port, dem Serial 1&2
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. Port oder dem Floppy Port kehrt das System
aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den
Normalzustand zuriick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.
Primary Master IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitdten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurtick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
Primary Slave IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitaten wah- MONITOR Bei Aktivitdten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurtick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.

Tabelle 222: 945GME Power Menu Einstellméglichkeiten
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BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Secondary Master IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivitaten wah- MONITOR Bei Aktivitaten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurlick.
IGNORE Aktivitdten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE Hier kann die Uberwachung von Aktivititen wéh- MONITOR Bei Aktivitdten am IRQ des jeweiligen Anschlus-
rend des Stromsparmodus festgelegt werden. ses bzw. Gerates kehrt das System aus dem
jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzu-
stand zurtick.
IGNORE Aktivitaten werden ignoriert.
Resume On Ring Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird Enabled Aktivierung der Funktion.
der PC aus dem Stromsparmodus geholt. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME# Unter dieser Option kdnnen Sie die PME Weck- Enabled Aktivierung der Funktion.
funktion ein- bzw. ausschalten. Disabled Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm Unter dieser Option kénnen Sie den Alarm akti- Enabled Aktivierung der Funktion.
vieren und Datum und Uhrzeit fir den System- Disabled Deaktivierung der Funktion.
start eingeben.
Power Button Mode Diese Funktion legt fest, welche Funktion der On/Off Power Taster schaltet Ein/Aus.
Power Taster haben soll. Suspend Unterdriickt die Funktion.

1.8 Exit

Tabelle 222: 945GME Power Menu Einstellméglichkeiten

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Boot

Security

Power

Exit Options

Discard Changes and Exit
Discard Changes

Load CMOS Defaults

Exit system setup
after saving the
changes.

F10 key can be used
for this operation.

> Select Screen

N Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 149: 945GME Exit Menl

BIOS Einstellung

Bedeutung

Einstellmoéglichkeiten

Wirkung

Save Changes and Exit

Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet.
Vorgenommene Anderungen werden nach Be-
statigung im CMOS gespeichert und das System
wird rebootet.

OK / Cancel

Discard Changes and Exit

Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet,
ohne die vorgenommenen Anderungen zu spei-
chern. Der Startvorgang wird fortgesetzt.

OK / Cancel

Discard Changes

Wurden Einstellungen vorgenommen und man
weif’ nicht mehr welche, so kdnnen diese (sofern
sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zu-
riickgesetz werden.

OK/ Cancel

Load CMOS Defaults

Bei diesem Punkt werden die in Abhangigkeit der
DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default
Werte geladen. Diese Werte werden fir alle BIOS
Einstellungen geladen und eingestellt.

OK/ Cancel

Tabelle 223: 855GME (XTX) Exit Menii Einstellmdglichkeiten
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1.9 BIOS Defaulteinstellungen
Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte fiir
dieses System dar und sollte daher nicht geandert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausfiihren
der Funktion ,Load Setup Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenu ,Exit* oder beim Driicken von <F9> bei den ein-
zelnen BIOS Setup Seiten fiir diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer Optimiert fir Schalterstellung Anmerkung

Profil 0 Reserviert 0

Profil 1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 1 Die Defaulteinstellungen fiir diese Profile befinden sich
5PC810.SX03-00 im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-

Profil 2 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 2 los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Profil 3 Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01 3 Die Defaulteinstellungen fir dieses Profil befinden sich

im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Profil 4 Reserviert 4
Profil 5 Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00 5 Die Defaulteinstellungen fiir diese Profile befinden sich
im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kosten-
los von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 224: Profiliibersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Uberblick (iber die BIOS Defaulteinstellungen abhéngig von der CMOS
Profil Schalterstellung. Gelb eingefarbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil
0) dar.

1.9.1 Main

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
System Time - - -
System Date - - -
BIOS ID - - -
Prozessor - - -
CPU Frequency - - -
System Memory - - -
Product Revision - - -
Serial Number - - -
BC Firmware Rev. - - -
MAC Address (ETH1) - - -
Boot Counter - - -
Running Time - - -

Tabelle 225: 945GME Main Profileinstellungsubersicht

1.9.2 Advanced

1.9.2.1 ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
ACPI Aware O/S Yes Yes Yes

ACPI Version Features ACPI v2.0 ACPIv2.0 ACPI v2.0

ACPI APIC support Enabled Enabled Enabled

Suspend mode S1 (POS) S1 (POS) S1 (POS)

USB Device Wakeup from S3/S4 Disabled Disabled Disabled

Active Cooling Trip Point Disabled Disabled Disabled

Passive Cooling Trip Point Disabled Disabled Disabled

Critical Trip Point 105°C 105°C 105°C

Tabelle 226: 945GME Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungstbersicht

1.9.2.2 PCI Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Plug & Play O/S No Yes Yes
PCI Latency Timer 64 64 64
Allocate IRQ to PCI VGA Yes Yes Yes
Allocate IRQ to SMBUS HC Yes Yes Yes

Tabelle 227: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsibersicht
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(INTC,UHCIO,EHCI)

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Allocate IRQ to PCIEX2 Yes Yes Yes
PCI IRQ Resource Exclusion

IRQ3 Allocated Allocated Allocated
IRQ4 Allocated Allocated Allocated
IRQ5 Available Available Available
IRQ6 Available Available Available
IRQ7 Available Available Available
IRQ9 Allocated Allocated Allocated
IRQ10 Available Available Available
IRQ11 Allocated Available Available
IRQ12 Available Available Available
IRQ14 Allocated Allocated Allocated
IRQ15 Allocated Allocated Allocated
PCI Interrupt Routing

PIRQ A Auto Auto Auto
(VGA,PCIEX0, ETH2,UHCI2)

PIRQ B Auto Auto Auto
(AC97,PCIEX1, ETH1)

PIRQ C Auto Auto Auto
(PCIEX2)

PIRQ D Auto Auto Auto
(SATA,UHCI1,SMB, PCIEX3)

PIRQE Auto Auto Auto
(INTD,UHCI3,PATA)

PIRQ F (INTA) Auto Auto Auto
PIRQ G (INTB) Auto Auto Auto
PIRQH Auto Auto Auto

1st Exclusive PCI

2nd Exclusive PCI

Tabelle 227: 945GME Advanced - PCI Configuration Profileinstellungstibersicht

1.9.2.3 PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Active State Power-Management Disabled Disabled Disabled
PCIE Port 0 Auto Auto Auto
PCIE Port 1 Auto Auto Auto
PCIE Port 2 (IF-Slot) Auto Auto Auto
PCIE Port 3 Auto Auto Auto
PCIE Port 4 (ETH2) Auto Auto Auto
PCIE Port 5 (ETH1) Auto Auto Auto
PCIE High Priority Port Disabled Disabled Disabled
Res. PCIE Hotplug Resource No No No
PCIE Port 0 IOXAPIC Enable Disabled Disabled Disabled
PCIE Port 1 IOXAPIC Enable Disabled Disabled Disabled
PCIE Port 2 IOXAPIC Enable Disabled Disabled Disabled
PCIE Port 3 IOXAPIC Enable Disabled Disabled Disabled

Tabelle 228: 945GME Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungstbersicht

1.9.2.4 Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Primary Video Device Internal VGA Internal VGA Internal VGA
Internal Graphics Mode Select Enabled, 8MB Enabled, 8MB Enabled, 8MB
DVMT Mode Select DVMT Mode DVMT Mode DVMT Mode
DVMT/FIXED Memory 128MB 128MB 128MB

Boot Display Device Auto Auto Auto

Boot Display Preference SDVO-B SDVO-C LFP SDVO-B SDVO-C LFP SDVO-B SDVO-C LFP
Local Flat Panel Type Auto Auto Auto

Local Flat Panel Scaling Centering Centering Centering
SDVO Port B Device DVI DVI DVI

SDVO Port C Device DVI DVI DVI
SDVO/DVI Hotplug Support Enabled Enabled Enabled
Display Mode Persistance Enabled Enabled Enabled

Tabelle 229: 945GME Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungstbersicht
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1.9.2.5 CPU Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
MPS Revision 1.4 14 1.4
Max CPUID Value Limit Disabled Disabled Disabled
Execute Disable Bit Enabled Enabled Enabled
Core Multi-Processing Enabled Enabled Enabled
Intel(R) SpeedStep(tm) tech. Automatic Automatic Automatic
Max. CPU Frequency xxxx MHz xxxx MHz Xxxx MHz
C1 Config. Standard Standard Standard
C2 Config. Disabled Disabled Disabled
C3 Config. Disabled Disabled Disabled
C4 Config. Disabled Disabled Disabled

Tabelle 230: 945GME Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsubersicht

1.9.2.6 Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
DRAM Frequency Auto Auto Auto
DRAM Refresh Rate Auto Auto Auto
Memory Hole Disabled Disabled Disabled
DIMM Thermal Control Disabled Disabled Disabled
DT in SPD Disabled Disabled Disabled
TS on DIMM Disabled Disabled Disabled
High Precision Event Timer Disabled Disabled Disabled
I0APIC Enabled Enabled Enabled
APIC ACPI SCI IRQ Disabled Disabled Disabled
C4 0On C3 Disabled Disabled Disabled

Tabelle 231: 945GME Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsibersicht

1.9.2.7 /O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 3 Meine Einstellung
Onboard Audio Controller AC97 AC97 AC97

Tabelle 232: 945GME Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsibersicht

1.9.2.8 Clock Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Spread Spectrum Disabled Disabled Disabled

Tabelle 233: 945GME Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsiibersicht
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Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

ATA/IDE Configuration

Compatible

Compatible

Compatible

Legacy IDE Channels

SATA Pri, PATA Sec

SATA Pri, PATA Sec

SATA Pri, PATA Sec

Configure SATA as

Configure SATA as Channels

AHCI/RAID SATA Hotplug

Hard Disk Write Protect

Disabled

Disabled

Disabled

IDE Detect TIme Out (Sec)

35

35

35

ATA(PI) 80Pin Cable Detection

Host & Device

Host & Device

Host & Device

Primary IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto Auto
PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
S.MAAR.T. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Primary IDE Slave

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto Auto
PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
S.MAAR.T. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Secondary IDE Master

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto Auto
PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
S.MAAR.T. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled
Secondary IDE Slave

Type Auto Auto Auto
LBA/Large Mode Auto Auto Auto
Block (Multi-Sector Transfer) Auto Auto Auto
PIO Mode Auto Auto Auto
DMA Mode Auto Auto Auto
S.MAAR.T. Auto Auto Auto
32Bit Data Transfer Enabled Enabled Enabled

1.9.2.10 USB Configuration

Tabelle 234: 945GME Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsibersicht

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
USB Function 8 USB Ports 8 USB Ports 8 USB Ports
USB 2.0 Controller Enabled Enabled Enabled
Legacy USB Support Enabled Enabled Enabled
USB Legacy POST-Always Enabled Enabled Enabled
USB Keyboard Legacy Support Enabled Enabled Enabled
USB Mouse Legacy Support Disabled Disabled Disabled
USB Storage Device Support Enabled Enabled Enabled
Port 64/60 Emulation Disabled Disabled Disabled
USB 2.0 Controller Mode HiSpeed HiSpeed HiSpeed
BIOS EHCI Hand-Off Disabled Disabled Disabled
USB Beep Message Enabled Enabled Enabled
USB Stick Default Emulation Hard Disk Hard Disk Hard Disk
USB Mass Storage Reset Delay 20 Sec 20 Sec 20 Sec

Tabelle 235: 945GME Advanced - USB Configuration Profileinstellungsiibersicht

1.9.2.11 Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Bootup Num-Lock On On On
Typematic Rate Fast Fast Fast

Tabelle 236: 945GME Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsiibersicht
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1.9.2.12 Remote Access Configuration

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Remote Access

Disabled

Disabled

Disabled

Serial Port Number

Base Address, IRQ

Serial Port Mode

Flow Control

Redirection After BIOS POST

Terminal Type

VT-UTF8 Combo Key Support

Sredir Memory Display Delay

Serial Port BIOS Update

Disabled

Disabled

Disabled

Tabelle 237: 945GME Advanced - Remote Access Configuration Profileinstellungstibersicht

1.9.2.13 CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

H/W Health Function

Enabled

Enabled

Enabled

Tabelle 238: 945GME Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungstbersicht

1.9.2.14 Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige

Profil 0

Profil 1

Profil 2

Meine Einstellung

Panel Control

Select Panel Number

Version

Brightness

Temperature

Fan Speed

Keys/Leds

Baseboard Monitor

CMOS Battery

Board 1/O

Board ETH2

Board Power

Power Supply

Slide-In Drive 1

Slide-In Drive 2

ETH2 Controller

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Legacy Devices

COM A

Enabled

Enabled

Enabled

Base 1/0O address

3F8

3F8

3F8

Interrupt

IRQ4

IRQ4

IRQ4

COMB

Enabled

Enabled

Enabled

Base 1/0O address

2F8

2F8

2F8

Interrupt

IRQ3

IRQ3

IRQ3

cCoMC

Enabled

Disabled

Disabled

Base /0O address

3E8

Interrupt

IRQ11

COM D

Disabled

Disabled

Disabled

Base 1/0O address

Interrupt

COME

Disabled

Disabled

Disabled

Base 1/0O address

Interrupt

CAN

Disabled

Disabled

Disabled

Hardware Security Key

Enabled

Enabled

Enabled

Base 1/0O address

378

378

378

ETH2 LAN Controller

Enabled

Enabled

Enabled

ETH2 MAC Adress

Tabelle 239: 945GME Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsibersicht
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1.9.3 Boot
Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Boot Priority Selection Type Based Type Based Type Based

1st Boot Device

Onboard LAN

Primary Master

Primary Master

2nd Boot Device

Primary Master

Primary Slave

Primary Slave

3rd Boot Device

Primary Slave

USB Floppy

USB Floppy

4th Boot Device USB Floppy USB Removable Device | USB Removable Device
5th Boot Device USB Removable Device USB Harddisk USB Harddisk
6th Boot Device USB CDROM USB CDROM USB CDROM

7th Boot Device

Secondary Master

Secondary Master

Secondary Master

8th Boot Device

Secondary Slave

Secondary Slave

Secondary Slave

Quick Boot Enabled Enabled Enabled
Quiet Boot Disabled Disabled Disabled
Automatic Boot List Retry Disabled Disabled Disabled
Add-on ROM Display Mode Keep Current Keep Current Keep Current
Halt On Error Disabled Disabled Disabled
Hit ,DEL“ Message Display Enabled Enabled Enabled
Interrupt 19 Capture Disabled Disabled Disabled
PXE Boot to LAN (ETH1) Enabled Disabled Disabled
Slide-In 2 Option ROM Enabled Disabled Enabled
Power Loss Control Turn On Turn On Turn On

1.9.4 Security

Tabelle 240: 945GME Main Profileinstellungstbersicht

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Supervisor Password - - -

User Password - - -

Boot Sector Virus Protection Disabled Disabled Disabled

Hard Disk Security User Password

Hard Disk Security Master Password

Tabelle 241: 945GME Security Profileinstellungstbersicht

1.9.5 Power

Einstellung / Anzeige Profil 0 Profil 1 Profil 2 Meine Einstellung
Power Management/APM Enabled Enabled Enabled
Suspend Time Out Disabled Disabled Disabled
Video Power Down Mode Suspend Suspend Suspend
Hard Disk Power Down Mode Suspend Suspend Suspend
Keyboard & PS/2 Mouse MONITOR MONITOR MONITOR
FDC/LPT/COM Ports MONITOR MONITOR MONITOR
Primary Master IDE MONITOR MONITOR MONITOR
Primary Slave IDE MONITOR MONITOR MONITOR
Secondary Master IDE MONITOR MONITOR MONITOR
Secondary Slave IDE MONITOR MONITOR MONITOR
Resume On Ring Disabled Disabled Disabled
Resume On PME# Disabled Disabled Disabled
Resume On RTC Alarm Disabled Disabled Disabled
Power Button Mode On/Off On/Off On/Off

Tabelle 242: 945GME Power Profileinstellungsibersicht
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1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Wahrend des Booten eines B&R Industrie PCs kénnen von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler

auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall

Bedeutung

erforderliche Benutzerreaktion

1x kurz Speicher - Refresh ausgefallen. BIOS Dgfault Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie
PC zur Uberprifung an B&R schicken.
2x kurz Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist | Den korrekten Sitz der gesteckten Karten tiberpriifen. Falls der Feh-
fehlerhaft). ler weiter besteht Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
3x kurz Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
innerhalb der ersten 64 KB.
4x kurz Timer not Operational: System - Timer. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
5x kurz Prozessor Error: Prozessor defekt. Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
6x kurz 8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.
7x kurz Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
(CPU hat einen Interruptfehler generiert).
8x kurz Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; | Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz Gberprifen und
Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler). eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC
zur Uberprifung an B&R schicken.
9x kurz ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt
oder nicht korrekt updated.
10x kurz CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht ge- | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.
lesen/geschrieben werden.
11x kurz Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard | Industrie PC zur Uberpriifung an B&R schicken.

defekt.

Tabelle 243: BIOS Postcode Meldungen BIOS 945GME
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1.11.1 RAM-Adressbelegung
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RAM Adresse

Adresse in Hex

Ressource

(TOM - 192 kB) — TOM" N.A. ACPI reclaim, MPS und NVS area?
(TOM - 8 MB - 192 kB) — (TOM - 192 kB) N.A. VGA frame buffer®
1024 kB — (TOM - 8 MB - 192 kB) 100000h - N.A. Extended memory

869 kB — 1024 kB

0E0000h - OFFFFFh

Runtime BIOS

832 kB — 869 kB

0D0000h - ODFFFFh

Upper memory

640 kB — 832 kB

0A0000h - OCFFFFh

Video memory and BIOS

639 kB — 640 kB

09FCOO0h - 09FFFFh

Extended BIOS data

0-639 kB

000000h - 09FCO00h

Conventional memory

1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM

Tabelle 244: RAM-Adressbelegung

2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf ,YES" eingestellt ist.
3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.11.2 1/O-Adressbelegung

1/0 Adresse

Ressource

0000h - 00FFh

Motherboard Resourcen

0170h - 0177h

Secondary IDE Kanal

01FOh - 01F7h

Primary IDE Kanal

0238h - 023Fh COMS
0278h - 027Fh Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh COM4
02F8h - 02FFh COM2

0376h - 0376h

Secondary IDE Kanal Kommando Port

0377h - 0377h

Secondary IDE Kanal Status Port

0378h - 037Fh

Hardware Security Key (LPT1)

0384h - 0385h

CAN Controller

03BOh - 03DFh

Video System

03E8h - 03EFh

COM3

03F6h - 03F6h

Primary IDE Kanal Kommando Port

03F7h - 03F7h

Primary IDE Kanal Status Port

03F8h - 03FFh

COM1

0480h - 04BFh

Motherboard Resourcen

04D0h - 04D1h

Motherboard Resourcen

0800h - 087Fh

Motherboard Resourcen

0CF8h - 0CFBh

PCI Config Address Register

O0CFCh - OCFFh

PCI Config Data Register

0DOOh - FFFFh

PCI / PCI Express Bus"

4100h - 417Fh

MTCX

FFOOh - FFO7h

IDE Bus Master Register

Tabelle 245: I/0O-Adressbelegung

1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus 1/0 Resourcen von FFFOh abwarts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fahige Gerate dirfen die /0 Resourcen

in diesem Bereich nicht verwenden.

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ [} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 NMI NONE

Systemtimer .

Tastatur .

IRQ Kaskade .

COM1 (Serial port A) o . o o o o o o

COM2 (Serial port B) . o o o o o o o

ACPI .

Echtzeituhr .

Coprozessor (FPU) °

Primar IDE Kanal °

Secondary IDE Kanal .
(C(::C)o’\'/IV?C) [e] o] o [e] [e] [e] [e] [e] [ ]

B&R (CCOO’\'/\I:.D) (o) (o) o] o] o] (o) (o) o] L]
(CC()O’\:ASE) o] (o] o [e] [e] o] (o] o L]
CAN o o o o o o o o o .

1) Advanced Configuration and Power Interface.

Tabelle 246: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode
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e ... Standardeinstellung
o ... mdgliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfligung. Die Akti-
vierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert

wird.

IRQ

3/4|5(6|7|8[9/(10

1

12

13

14

1516 |17 |18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NMI | NO-
NE

Systemtimer

Tastatur

IRQ Kaskade

COM?1 (Serial port A)

COM2 (Serial port B)

ACPI

Echtzeituhr

Coprozessor (FPU)

Primary IDE Kanal

Secondary IDE Kanal

COM3 (COM C)

COM4 (COM D)

B&R  IComs (coME)

CAN

ojofOo]|O
o0 |O |0
oJ]OofO]|O
O[O ]|O |0
oJ]Oo[O]|0O
oJOo[O]|0O

ojofOo]|O

o0 ]|O |0

PIRQ A?

PIRQ B¥

PIRQ C%

PIRQ D%

PIRQ E®

PIRQ F7)

PIRQ G®

PIRQ HY

Tabelle 247: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

1) Advanced Configuration and Power Interface.
2) PIRQ A: fiir PCle; UHCI Host Controller 3, VGA Controller, PCI Express Root Port 0, Intel High Definition Audio Controller, PCI-EX to SATA Bridge
3) PIRQ B: fiir PCle; AC’97 Audio, PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller
4) PIRQ C: fiir PCle; UHCI Host Controller 1, SMBus Controller, PCI Express Root Port 3, Serial ATA Controller in enhanced/native Modus
5) PIRQ D: fiir PCle; UHCI Host Controller 3, Parallel ATA Controller in enhanced/native Modus

6)  PIRQE: PCl Bus INTD
7)  PIRQF: PCIBus INTA

8)  PIRQG: PCIBus INTB

9)

e ... Standardeinstellung
o ... mégliche Einstellung

PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller
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CPU Modul Basisboard
PIRQ A _| USB UHCI-3 VGA PCI-EX Port 0 Intel 82573L [ Sissar |
APIC IRQ 16 B0:D29:F3 lB0:02:F0, BO:D2:F B0:D28:F0 B200F0rigrwn || B2DOFOrorssuo I
,,,,, o
PIRQ B | Audio AC97
APIC IRQ 17 B0:D30:F2
PIRQ C | USB UHCI-2 |__INative IDE psm| PCI-EX Port 2
APIC IRQ 18 B0:D29:F2 BO:D31:F1 B0:D28:F2
PIRQ D | USB UHCI-1 SM-Bus PCI-EX Port 3|__INative IDE o,
APIC IRQ 19 B0:D29:F1 BO:D31:F3 B0:D28:F3 B0:D31:F2 ‘

PCI-EX Port 1
BO:D28:F1

Realtek 81118
[B3:D0:FO (porex sits)

PCle1 PCle2 PCle3 PCle4
PCI-Bus

D A A A A
PIRQE i)

APIC IRQ 20

PIRQF & B B B B
APIC IRQ 21

PIRQ G E © © c ©
APIC IRQ 22

PIRQ H { USB UHCI0 H USB EHCI | ﬁ D D D D
APIC IRQ 23 B0:D29:FO B0:D29:F7 ‘

PCI1 PCI2 PCI3 PCl4
Steckplatzzuordnung APC810

Slot5 Slot4 Slot3 Slot2 Slot 1
ekl 5PC810.BX01-00 :z:nﬁtoafilm\ PCI-EX tg SATA Bridge fur Slide-in 2 Option.
[y ", Ist nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und
5PC810.BX05-02 besttickt.
Wenn bestlickt, verschieben sich die Busnummern
des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

5PC810.BX01-01

e PARCE RN 5PC810.BX02-00

Ze BN 5PC810.BX02-01

e PARCE RN 5PC810.BX03-00

e VAN RN oA KN 5PC810.BX05-00

SO PANLC RN 5PC810.BX05-01

Abbildung 150: PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME (COM Express) fur BIOS Version < 1.12
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CPU Modul Basisboard
PIRQ A _| USB UHCI-2 VGA HDA PCI-EX Port 0] ntel82573L || siasz |
APICIRQ 16 B0D29F2 IB0:D2:F0, BO:D2:F B0D27:FO BopzeF0 | B2:D0:F | B200F0 I
,,,,, "

PIRQ B PCI-EX Port 1| |Realtek 81118

APIC IRQ 17 B0:D30:F2 B0:D28:F1 B3:D0:FO0 (Pcrex siot 5

PIRQ C PCI-EX Port 2

APIC IRQ 18 B0:D28:F2

PIRQ D{ USB UHCI-1 H SM-Bus )_‘ PCI-EX Port SHNative IDE o]

APIC IRQ 19 BO:D29:F1 BO:D31:F3 B0:D28:F3 B0:D31:F2

PCle1 PCle2 PCle3 PCle4
PCI-Bus
D A A A A

PIRQ E | USB UHCI-3 |_|Native IDE o] o

APIC IRQ 20{ B0:D29:F3 H BO0:D31:F1 ‘

PIRQF & B B B B
APIC IRQ 21

B

PIRQ G = € © C C
APIC IRQ 22

PIRQ H{ USB UHCI-0 H USBEHCI | ﬁ i i D D
APIC IRQ 23 B0:D29:FO B0:D29:F7 ‘

PCI1 PClI2 PCI3 PCl4
Steckplatzzuordnung APC810
Slot5 Slot4 Slot3 Slot2 Slot 1
.

ZeEN 5PC810.BX01-00
5PC810.BX01-01
e PR RN 5PC810.BX02-00
@Rl 5PC810.BX02-01
SePANEEN 5PC810.BX03-00

5PC810.BX05-00

PCI4 PCI3 PCI2 PCI1

e PN RN 5PC810.BX05-01

. siass |

B2:D0:FO porexsiun) |
[ o

PCI-EX to SATA Bridge fir Slide-in 2 Option.

Ist nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und
5PC810.BX05-02 besttickt.

Wenn bestiickt, verschieben sich die Busnummern

des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 151: PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC CPU Board 945GME
(COM Express) fur BIOS Version = 1.14 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x)
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Steckplatzzuordnung APC810
Slot5 Slot4 Slot3 Slot2 Slot 1

1N 1)

CPU Modul Basisboard
PIRQ A USB UHCI-2 VGA HDA PCI-EX Port 0‘ Intel 82573L N Sil 3531 I
APICIRQ 16 B0D29F2 BO:D2:F0, BO:D2:F 1 B80D27:F0 sonzsr0 | B200F0r0cxsus || B2DOFOCaEHoHo ’_
,,,,, "
PIRQ B Audio AC97 PCI-EX Port 1 Realtek 8111B|
APIC IRQ 17 B0:D30:F2 B0:D28:F1 [B3:DO:FO (pei-£x Siot 5
PIRQ C PCI-EX Port 2
APIC IRQ 18 B0:D28:F2
PIRQ D USB UHCI-1 SM-Bus PCI-EX Port 3[__INative IDE sar \‘
APIC IRQ 19 B0:D29:F1 B0O:D31:F3 B0:D28:F3 B0:D31:F2 ‘
PCI-Bus

D A A A
PIRQ E | USB UHCI-3 |_|Native IDE x| = L
APIC IRQ 20 B0:D29:F3 BO:D31:F1 ‘ -

A B B B B B
PIRQ F — -
APIC IRQ 21 L

B C C C C C
PIRQ G 0 =
APIC IRQ 22 —

C D D D D D
PIRQ H USB UHCI-0 USB EHCI ‘ — L
APIC IRQ 23 B0:D29:FO B0:D29:F7 ‘ I

PCI1 PClI2 PCI3 PCl4 PCI5

"7 Sil 3531

(=e0freesn] st nur bei 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und

1) Die Steckplatze PCI4 und PCI5 liegen hinter einer zusatzlichen
PCI to PCI Bridge. (siehe Blockschaltbild des 5PC810.BX05-02 Bus)

I PCI-EX to SATA Bridge fiir Slide-in 2 Option.

5PC810.BX05-02 bestickt.
Wenn bestlickt, verschieben sich die Busnummern
des Intel 82573L und Realtek 8111B um 1 Stelle nach hinten.

Abbildung 152: PCI und PCle Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards
945GME (COM Express) fur BIOS Version = 1.14 (Buseinheit 5PC810.BX05-02)
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2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geraten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue
Versionen konnen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

* Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder
Komponenten hinzuzufiigen (Informationen tiber Anderungen kénnen der Liesmich bzw. der Readme Datei
des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:
Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen geléscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.
2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am APC810 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit ,Entf’ ins BIOS Setup.
* Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features” auswahlen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Baseboard/Panel Features

»Baseboard Monitor
»Legacy Devices

Versions

BIOS: R118 System BIOS

MTCX PX32: v1.05 MTCX PX32 Firmware

MTCX FPGA: v1i.09 MTCX FPGA Firmware
CMOS Profil: Oh
Device ID: 0000AC7h hnd Select Screen
Compatibility ID: 0000h N Select Item
Serial Number: A3C70168427 Enter Go to Sub Screen
Product Name: 5PC810.SX02-00 Fl General Help
User Serial ID: 00000000n F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 153: Softwareversion
2.1.1.2 Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

* Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit ,Entf” ins BIOS Setup.
* Unter dem BIOS Hauptmeni ,Advanced” den Unterpunkt ,Baseboard/Panel Features” und danach den
Punkt ,Panel Control” auswahlen.
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Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter
(5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Panel Control Panel 0-14: connected

to Automation Panel
Link or Monitor/Panel

Version: Vv1.04 Firmware des connector.

Brightness: [100%]|SD|-R Controllers] Panel 15: connected on

Temperature: 41°C/105°F Panel PC Link.

Fan Speed: 00 RPM Note: DVI and PPC Link

Keys/Leds: 128/128 will show no valid

values. On PPC Link
only the brightness
option will work.

> Select Screen
N Select Item
A= Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.59 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Abbildung 154: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.

2. Bootfahiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile ,,sys a:*“ oder
»format a: /s“ bootfiahig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 292.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 294.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 295.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen
mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefligt wurde, entfallt dieser Schritt.

4. Das bootfahige Medium am B&R Gerat anstecken und das Geréat neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmen:

1. Upgrade AMI BIOS for B945

2. Exit

zu Punkt 1:
Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).
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Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedriickt, so wird automatisch der Punkt 1 ,,Upgrade AMI
BIOS for B945“ ausgefiihrt und der Industrie PC selbststéandig aktualisiert.
6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.

7. Reboot und Taste "Del" driicken um in das BIOS Setup Meni zu gelangen und Setup Defaults laden, danach
"Save Changes and Exit" anwahlen.
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2.2 Firmwareupgrade
Mit der ,Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)” Software ist es moglich, je nach Ausfiihrung des APC810
Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt tUber den Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-
automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuflihren, sind folgende Schritte auszuflihren:

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfahiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile ,,sys a:*“ oder
»format a: /s“ bootfahig gemacht werden.
Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 292.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 294.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte fiir ein B&R Upgrade siehe Seite 295.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfahige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen
mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefligt wurde, entfallt dieser Schritt.

4. Das bootfahige Medium am B&R Gerat anstecken und das Gerat neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmen:

Information:

Die nachfolgenden Bootmeniioptionen einschlieBlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.00
der APC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Be-
schreibungen nicht mit der vorliegenden Version uibereinstimmen.

1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA

2. Upgrade SDLT (APC810) only

3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
3 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)

3 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)

3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)

3 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)

3 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

3 Return to Main Menu

4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6

o U b W N

Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)

Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)

Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)

Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Return to Main Menu

. Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)

.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)

.3 Return to Main Menu

. Exit

o U W N

zu Punkt 1:
Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).

zu Punkt 2:
Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.

zu Punkt 3:
Es wird das Submeni 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker gedffnet.

3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel O aktualisiert.
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3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/ Panel aktualisiert (Default
nach 5 sec).

3.6 Return to Main Menu
Zuruck ins Hauptmenti

zu Punkt 4:
Es wird das Submeni 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot gedffnet.

4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.

4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.

4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.

4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.

4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link Slot aktualisiert (Default
nach 5 sec).

4.6 Return to Main Menu
Zurick ins Hauptmenti

zu Punkt 5:
Es wird das Submenii 3 zum Upgrade der Add-on UPS Firmware und Upgrade der Batterie Settings gedffnet.

5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
Es wird automatisch die Firmware der Add-on UPSI aktualisiert.

5.2 Upgrade Battery Settings (6AC600.UPSB-00)
Es werden automatisch die Battery Settings flir 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

5.3 Return to Main Menu
Zurlck ins Hauptmenu

zu Punkt 6:
Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgefiihrt werden.
2.2.2 Mogliche Upgradeprobleme und Softwareabhéangigkeiten (fiir V1.00)

» Ein Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenem Automation Panel mit Automation Panel Link
Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mdglich.

* Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dirfen nicht mehr mit Automation
Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit
Firmware gréRRer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb
nicht maglich.

+ Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlos-
sen und einsatzfahig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit
abgeschlossen oder der Power Button betatigt werden (um das System in den Standby Modus zu verset-
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zen), bevor der geforderte PowerOff/ On durchgefihrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware
Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX
PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.
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2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

1. Eine leere 1,44MB HD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
2. Windows Explorer 6ffnen
3. Mit der rechten Maustaste auf das 3%:-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt ,Formatieren...”

auswahlen.
) Formatieren von 3'%-Diskette ... @
# |} Eigene Dateien [ ecaz.c A »
= § Arbeitsplatz @ EGA3.C Speicherkapazitat:
U: 515-Diskette (A: = Eca.cp
+ S Windows (C:) KEYE Bacakeveteiin
# i CD-Laufwerk (D:] Explorer KEVBOZ
# % netzwerkumgebung | Gffnen KEYBRC
Suchen. .. KEYERC Gréfe der Zuordnungseinheiten:
Change Attributes... KEYBRC
"|MoDE .
Suche nach Viren Yolumebezeichnung:
Freigabe und Sicherheit. ..
E ti Formatierungsoptionen
ormatieren. .,
Ausschneiden
Kopieren S-DOS-Startdiskette erstellen
Umbenennen
I
Eigenschaften

W [ Starten ” Schliefen ]

Abbildung 155: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox ,,MS-DOS-Startdiskette erstellen” anhaken, ,,Starten” driicken und die nachfolgen-
de Warnmeldung mit ,OK” bestatigen.

Formatieren von 3!4-Diskette (A:)

ACHTUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datentrager geldscht.
. Klicken Sie auf "OK", um den Datentr&ger zu formatieren. Klicken Sie auf "abbrechen", um den Yorgang abzubrechen,

[ oK J}J [ Abbrechen ]
X

Abbildung 156: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2

Formatieren von 3%-Diskette (A:) @

1 ) Formatieren abgeschlossen,

Abbildung 157: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette miissen nun nachtraglich einige Dateien dieser Diskette geldscht wer-
den, da dies wegen der GroRRe der Updates erforderlich ist.

Dazu mussen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- MenUpunkt ,Extras” die Option ,Ordneroptionen...”, Registrierkarte ,Ansicht”, Punkt ,Geschiitzte
Systemdateien ausblenden (empfohlen)” (ist standardmaRig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt ,Alle
Dateien und Ordner anzeigen” aktivieren.
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Vorher Nachher

Name Grofie . Typ Geandert am Name Grafe | Typ Gedndert am
= DISPLAY 17KB  Systemdatei 08.06,2000 17:00 T AUTOEXEC 1KB Stapelverarbeitungsdatei f... 04.10.2004 15:14
=l EGAz.CPL S8KB CPI-Datei 08,06,2000 17:00 T commanD 91KB  Anwendung fir MS-DOS 08.06,2000 17:00
ol EGAZ.CPL S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00 | CONFIG 1KB Systemdatei 04.10.2004 15:14
= EGA.CPL S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00 @DISPLRV 17KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00
Tlkeve 22KB  Anwendung fir MS-DOS 08.06.2000 17:00 [Hecaz.cr S8KB CPI-Datei 08.06.2000 17:00
@ KEYBOARD 34KB Systemdatei 08.06,2000 17:00 EGP@-CPI S8KB CPI-Datei 03.06,2000 17:00
= KEYERDZ 32KB Systemdate 08.06,2000 17:00 @EGA.CPI S8KB CPI-Datei 08,06,2000 17:00
= kevero3 31KB Systemdatei 08.06,2000 17:00 =10 114KB  Systemdatei 15.05.2001 18:57
= KEYBRD4 13KB  Systemdatei 06.06.2000 17:00 Fkeve 22K Anwendung fir M3-DOS 03,06,2000 17:00
Fmone 29KE  Anwendung Fir MS-DOS 05.06.2000 17:00 KEYEOARD 34KB  Systemdatei 08.06.2000 17:00

@KEYERDZ 32KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00

KEYERDC‘I 31KB Systemdatei 08.06,2000 17:00

@KEYBRD4 13KB  Systemdatei 03.06,2000 17:00

EMODE 29KB  Anwendung Fir M5-DOS 08.06.2000 17:00

(= MSDOS 1KB Systemdatei 07.04,2001 13:40

Abbildung 158: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

Name

i 2L TOEXEC |

TlComMMAND

el ConFIG
DISPLAY
EGAZ.CPI

= MSDOS

Grofe
1KB
91 KB
1KB
17 KB
S8 KB
S8 KB
S8 KB
114 KB
22 KB
34KB
32KB
31KB
13KB
29KB
1KB

Typ

Stapelverarbeitungsdatei fir M5-DOS

Anwendung Fur M5-DOS
Systemdatei
Systemdatei

CPI-Datei

CPI-Datei

CPI-Datei

Systemdatei
Anwendung Fur M5-DOS
Systemdatei
Systemdatei
Systemdatei
Systemdatei
Anwendung far M5-DOS
Systemdatei

Geandert am

04.10.2004 15:14
08,06,2000 17:00
04.10.2004 15:14
05,06.2000 17:00
08.06.2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
15.05,2001 18:57
08,06,2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06,2000 17:00
08,06.2000 17:00
07.04.2001 13:40

Es kénnen nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, 10.sys und MSDOS.sys geléscht werden.

Abbildung 159: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5
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2.4 So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhaltlichen USB Memory Sticks ist es méglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein
Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzufiihren. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies
erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos
heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benétigt

Folgende Peripherie wird fiir das Erzeugen eines bootfahigen USB Memory Sticks bendtigt:

+ B&R USB Memory Stick

* B&R Industrie PC

* USB Media Drive

+ B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.

2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Ak-
tualisieren aktualisiert werden.

3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.

4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick
installieren auswahlen.

5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind,
auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte
gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem Verzeichnis... klicken.

6. In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und
die Datei ausgewahlt werden.

7. In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.

ip B&R Embedded 05 Installer B =10l

Datei  Laufwerks Extras 7

Aktion | dentifikations-Detei |
Aktionstyp
* Wahlen Sie den Typ der Aktion: [Ein B5R Lpgrade suf einen USB-Memorystick installersn |

" Besthrebung: Erstelt bootbaren U ystick, mit welchem ein Lipgrade durchgefilhrt
Sie bendtigen en Windows 95, Windows 98 oder Windows ME M5-DOS,

) Verwenden Sie die Funktion "Erweiterte " um die
Betriebssystem-Dateien

wahien Sie die Wing5{98]Me M5-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichns... Aus einer ZIP-Date. . |

fc:ws-posy =]

B2R Upgrade
§ wahlen Sie das ZIP-archiv mit dem BAR Upgrade aus: |
™ [C)UPG_APCBOD_PPCBON_BIOSBI4SGME V0114

Abbildung 160: Erstellung eines USB Memory Sticks fiir B&R Upgrade Files
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows
XP" auf Seite 292 nachgelesen werden. Abschlieflend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu
kopieren.
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2.5 So erstellen Sie eine bootfahige CompactFlash Karte fiir B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhaltlichen CompactFlash Karten ist es moéglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein
Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzufiihren. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden.
Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com)
kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benétigt?

Folgende Peripherie wird fiir das Erzeugen einer bootfahigen CompactFlash bendétigt:

» CompactFlash Karte

* B&R Industrie PC

* USB Media Drive

+ B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.

2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl Laufwerke > Ak-
tualisieren aktualisiert werden.

3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.

4. Wechseln auf die Registerkarte Aktion und als Aktionstyp Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte
installieren auswahlen.

5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind,
auf die Schaltflache Aus einer ZIP-Datei... klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte
gespeichert sind, auf die Schaltflache Aus einem Verzeichnis... klicken.

6. In die Textbox B&R Upgrade kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und
die Datei ausgewahlt werden.

7. In der Symbolleiste auf die Schaltflache Aktion starten klicken.

ip B&R Embedded 05 Installer E =10l

Datel  Lauwerke  Extras 7

gen Image Erweiterte

Aktion | dentifikations-Detei |
Aktionstyp
Wahien Sie den Typ der Aktion: [Ein B5R Upgrade auf eine CompactFlash Karte instalieren |

" Bescheibung: Erstelk eine bootbare CompactFlash Karte, mit welcher ein Upgrade durchgefiit werden kamn.
Sle benatigen ein Windows 95, Vindows 98 oder Windows ME MS-DOS,

) Verwenden Sie die Funktion "Erweiterte " um die
Betriebssystem-Dateien

wahien Sie die Wing5{98]Me M5-DOS Dateien aus: Aus einem Verzeichns... Aus einer ZIP-Date. . |

fc:ws-posy |
B2R Upgrade
§ wahlen Sie das ZIP-archiv mit dem BAR Upgrade aus:
™ [0 UPG_APCA00_PPCBON_BIOSBI4SGHME V0114

Abbildung 161: Erstellung einer CompactFlash Karte fiir B&R Upgrade Files
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows
XP" auf Seite 292 nachgelesen werden. Abschlieflend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu
kopieren.

2.6 Upgradeprobleme

Mégliche Upgradeprobleme kénnen in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade Disks nachgelesen
werden.
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3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten

9S80000.01-020

OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur
in Verbindung mit einem neuen PC.

Perfection in Automation

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
MS-DOS p
9S0000.01-010 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur | |
in Verbindung mit einem neuen PC. DOSBZZ DeUtSCh

Diskette 1- Setup

\ Recovery Diskette

Darf nur fiir Backup oder Archivierungszwecke fiir B&R
Automatisierungsgerate verwendet werden!

www.br-automation.com

©1983-2000 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

L 060000129

Tabelle 248: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten

3.2 Bekannte Probleme

Fir folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfigung oder es ist mit Einschradnkungen zu rech-

nen:

» AC97 Sound - keine Unterstitzung
* USB 2.0 - es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.
» Ein zweiter Grafikstrang und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
» Einige ,ACPI Control“ Funktionen des BIOS kdnnen nicht verwendet werden.

3.3 Auflésungen und Farbtiefe

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflosungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME

CPU Boards.
Farbtiefe
Auflésungen bei DVI 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v
Tabelle 249: Getestete Aufldsungen und Farbtiefen bei DVI Signalen
Farbtiefe
Auflésungen bei RGB 8 Bit 16 Bit 24 Bit
640 x 480 v v v
800 x 600 v v v
1024 x 768 v v v
1280 x 1024 v v v
1600 x 1200 v v v
1920 x 1440 v v v
Tabelle 250: Getestete Auflosungen und Farbtiefen bei RGB Signalen
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4 Windows XP Professional

4.1 Allgemeines

Information:

Abkiindigung des Supportes fiir Windows XP durch Microsoft:

Ab dem 08. April 2014 werden fir Windows XP keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder
bezahlter Support sowie technische Ressourcen mehr angeboten.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Windows XP Professional

5SWWXP.0600-GER

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD,
Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-ENG

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD,
Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0600-MUL

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD,
Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-GER

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD,
Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerét.

5SWWXP.0500-ENG

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢c, CD,
Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWXP.0500-MUL

Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD,

Microsoft L'/ . J -

Windows ¥

Professional

Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

Tabelle 251: 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-MUL,
5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten

4.3 Ubersicht
Bestellnummer Edition Zielsystem Chipsatz Service Pack |Sprache Vorinstalliert | Bendtigter Spei- | MindestgroRe Ar-
cherplatz auf beitsspeicher
Datentréager
5SWWXP.0600-GER | Professional APC510 945GME SP3 Deutsch auf Wunsch  [<2,1 GByte 128 MByte
APC511 GM45
APC620 QM77/HM76
APC810 NM10
APC820 UsS15wW
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500
5SWWXP.0600-ENG | Professional APC510 945GME SP3 Englisch auf Wunsch <2,1 GByte 128 MByte
APC511 GM45
APC620 QM77/HM76
APC810 NM10
APC820 Us15w
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500
5SWWXP.0600-MUL | Professional APC510 945GME SP3 Multilangua- |auf Wunsch < 2,1 GByte 128 MByte
APC511 GM45 ge
APC620 QM77/HM76
APC810 NM10
APC820 us15w
APC910
PPC700
PPC725
PPC800
PPC900
PP500
5SWWXP.0500-GER | Professional APC620 945GME SP2c Deutsch auf Wunsch <2,1 GByte 128 MByte
APC810 GM45
APC820
PPC700
PPC725
PPC800
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Bestellnummer Edition Zielsystem Chipsatz Service Pack |Sprache Vorinstalliert | Bendtigter Spei- | MindestgroRe Ar-
cherplatz auf beitsspeicher

Datentrager
5SWWXP.0500-ENG | Professional APC620 945GME SP2c Englisch auf Wunsch <2,1 GByte 128 MByte
APC810 GM45
APC820
PPC700
PPC725
PPC800
5SWWXP.0500-MUL | Professional APC620 945GME SP2c Multilangua- | auf Wunsch <2,1 GByte 128 MByte
APC810 GM45 ge
APC820
PPC700
PPC725
PPC800

4.4 Installation

Auf Wunsch wird die bendtigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewilnschten
Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Gra-
fik, Netzwerk, usw.) fir den Betrieb mitinstalliert.

4.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5SACPCI.RAIC-05, SACPCI.RAIC-06

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine
Diskette kopieren.

Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.

Im Setup die Taste F6 drlicken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.

o R LN

Die Taste ,s“ driicken, wenn gefragt wird ob ein zusatzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in
das Floppy Laufwerk stecken. ,Enter” driicken und den Treiber auswahlen.

6. Den Setup Anweisungen folgen.
7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den B&R Industrie PC neu.

4.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante
Bei Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810

betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Si3531 SATA Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien
auf eine Diskette kopieren.

Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.

Im Setup die Taste F6 driicken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.

Al

Die Taste ,s" driicken, wenn gefragt wird ob ein zusatzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in
das Floppy Laufwerk stecken. ,Enter” driicken und den Treiber auswahlen.

o

Den Setup Anweisungen folgen.

7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810
neu.

Information:

* Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstiitzt (sieche Microsoft KB
916196).
* Abhingig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.
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4.5 Treiber

Aktuelle Treiber fir alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-
automation.com zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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5 Windows 7

5.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64-Bit Varianten nutzen
die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederher-
stellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geraten sind nur einige der Vorteile, die
Windows® 7 bietet. In der Professional Ausflihrung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Eng-
lisch zur Verfigung, wahrend Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen)
unterstitzt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein groRer Vorteil fur einfache
logistische Ablaufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies

bedeutet eine gegenliber dem Consumermarkt erheblich l&ngere Verflugbarkeit.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Windows 7 Professional/Ultimate

5SWWI7.0100-GER

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1100-GER

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1,
DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1100-ENG

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1,
DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.0100-ENG

Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.0200-GER

Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Deutsch.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1200-GER

Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1,
DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.0200-ENG

Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Englisch.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1200-ENG

Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1,
DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.0300-MUL

Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1300-MUL

Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1,
DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge-
rat.

5SWWI7.0400-MUL

Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, DVD, Multilanguage.
Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerat.

5SWWI7.1400-MUL

Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1,
DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge-
rat.

£7 Windows 7

Tabelle 252: 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWW!I7.0100-ENG,
58WWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWW!I7.0200-ENG, 5SWW!I7.1200-ENG, 5SW-
WI7.0300-MUL, 5SWW!I7.1300-MUL, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWW!I7.1400-MUL - Bestelldaten

5.3 Ubersicht

Bestellnummer Edition Zielsystem |Chipsatz Service |Architek-| Sprache Vorinstalliert | Bendtigter Spei- | MindestgroRe
Pack tur cherplatz auf Arbeitsspeicher
Datentrager
5SWWI7.0100-GER | Professional | APC510 945GME 32-Bit Deutsch auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
APC511 GM45
APC810 QM77/HM76
APC910 uUs15w
PPC800
PP500
5SWWI7.1100-GER | Professional | APC510 945GME SP1 32-Bit Deutsch auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
APC511 GM45
APC810 QM77/HM76
APC910 NM10
APC2100 Us15w
PPC800 Bay Trail
PPC900
PPC2100
PP500
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Bestellnummer Edition Zielsystem |Chipsatz Service |Architek-| Sprache Vorinstalliert | Benodtigter Spei- | MindestgroBe
Pack tur cherplatz auf Arbeitsspeicher
Datentrager
5SWWI7.1100-ENG | Professional | APC510 945GME SP1 32-Bit Englisch auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
APC511 GM45
APC810 QM77/HM76
APC910 NM10
APC2100 US15W
PPC800 Bay Trail
PPC900
PPC2100
PP500
5SWWI7.0100-ENG | Professional | APC510 945GME 32-Bit Englisch auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
APC511 GM45
APC810 QM77/HM76
APC910 UsS15wW
PPC800
PP500
5SWWI7.0200-GER | Professional | APC810 945GME Intel® 64-Bit Deutsch auf Wunsch |20 GByte 2 GByte
APC910 Core™2 Duo
PPC800 GM45
QM77/HM76
5SWWI7.1200-GER | Professional | APC810 945GME Intel® | SP1 64-Bit Deutsch auf Wunsch 20 GByte 2 GByte
APC910 Core™2 Duo
APC2100 GM45
PPC800 QM77/HM76
PPC900 Bay Trail
PPC2100
5SWWI7.0200-ENG | Professional | APC810 945GME Intel® 64-Bit Englisch auf Wunsch 20 GByte 2 GByte
APC910 Core™2 Duo
PPC800 GM45
QM77/HM76
5SWWI7.1200-ENG | Professional | APC810 945GME Intel® | SP1 64-Bit Englisch auf Wunsch 20 GByte 2 GByte
APC910 Core™2 Duo
APC2100 GM45
PPC800 QM77/HM76
PPC900 Bay Trail
PPC2100
5SWWI7.0300-MUL | Ultimate APC510 945GME 32-Bit Multilangua- | auf Wunsch 16 GByte " 1 GByte
APC511 GM45 ge
APC810 QM77/HM76
APC910 UsS15wW
PPC800
PP500
5SWWI7.1300-MUL | Ultimate APC510 945GME SP1 32-Bit Multilangua- | auf Wunsch 16 GByte " 1 GByte
APC511 GM45 ge
APC810 QM77/HM76
APC910 NM10
APC2100 uUs15w
PPC800 Bay Trail
PPC900
PPC2100
PP500
5SWWI7.0400-MUL | Ultimate APC810 945GME Intel® 64-Bit Multilangua- | auf Wunsch 20 GByte " 2 GByte
APC910 Core™2 Duo ge
PPC800 GM45
QM77/HM76
5SWWI7.1400-MUL | Ultimate APC810 945GME Intel® | SP1 64-Bit Multilangua- |auf Wunsch | 20 GByte " 2 GByte
APC910 Core™2 Duo ge
APC2100 GM45
PPC800 QM77/HM76
PPC900 Bay Trail
PPC2100

1)

Bei der MindestgroRRe des Datentragers wird der Speicherbedarf der zusatzlichen Sprachpakete nicht berticksichtigt.

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benétigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewiinschten Massenspeicher
(z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.)
fur den Betrieb mitinstalliert.

5.4.1 Installation auf PClI SATA RAID Controller - 5SACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05, 5ACPCI.RAIC-06

Um Windows 7 auf dem PCI SATA RAID Controler zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1.

Herunterladen des Raid-Treibers fir Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die
Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.

Mit Windows 7 DVD booten.
Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo méchten Sie Windows installieren?“ angezeigt wird.

Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
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5. Auf ,Treiber laden” klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern
gehen. AnschlieRend auf Weiter klicken.
6. Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgefihrt werden.

5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei der Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 ( liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des
APCB810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Sil3531 SATA Treibers flir Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com
und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.

Mit Windows7 DVD booten.
Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo méchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.

Auf ,Treiber laden” klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern
gehen. Anschliel3end auf Weiter klicken.

Al

o

Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgefiihrt werden.

Information:

Abhéangig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

5.5 Eigenheiten, Einschrankungen

* In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches
Signal mehr hérbar.

» Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstitzt (dies
gilt nicht fir PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

5.6 Treiber

Aktuelle Treiber fur alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-
automation.com zum Download bereit.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

302 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57


http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com

Software ¢ Windows XP Embedded
6 Windows XP Embedded

6.1 Allgemeines

Windows XP Embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems Windows XP Professional.
Windows XP Embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional und ist fur die verwendete
Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die fur das jeweilige Gerat
bendtigt werden. Aufbauend auf der bewahrten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP
Embedded in der Industrie fUhrende Zuverlassigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit
den neuesten Moglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Gerateunterstiitzung.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Windows XP Embedded
5SWWXP.0426-ENG Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007,

Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash se- " \_’ 2 XD
parat bestellen (mind. 512 MByte). ‘ In OWS ’
Erforderliches Zubehor :

Embedded

5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)

Tabelle 253: 5SWWXP.0426-ENG - Bestelldaten

6.3 Ubersicht

Bestellnummer Zielsystem Chipsatz Sprache Vorinstalliert | MindestgroBe Datentrager MindestgroBe Arbeitsspeicher
5SWWXP.0426-ENG | APC810 945GME Englisch Ja 512 MByte 128 MByte

6.4 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Geratefunktionen von Windows XP Embedded mit Feature Pack 2007
(FP2007).

Funktion vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF) v

File Based Write Filter v
Administrator Account v

User Account konfigurierbar
Explorer Shell v
Registry Filter v
Internet Explorer 6.0 + SP2 v

Internet Information Service (IIS) -
Terminal Service v
Windows Firewall v
MSN-Explorer -
Outlook Express -
Administrative Tools v
Remote Desktop v
Remote Assistance -
.NET Framework -
ASP.NET -
Codepages/User Locale/Keyboard v
Disk Management Service v
Windows Installer Service v

v

v

Class Installer
CoDevice Installer

Media Player -
DirectX -
Accessorries v
Anzahl der Fonts 89

Tabelle 254: Geratefunktionen unter Windows XP Embedded mit FP2007
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6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows XP Embedded schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind.
512 MByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang
nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerat wird dabei auflerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthalt alle fir den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine altere Treiberversion installiert
sein, kann die aktuellste Version tber die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und instal-
liert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

6.6.1 Touchscreentreiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touchscreen Gerate betrieben werden, so muss der
Touchscreentreiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage
(www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen mdglich aktivierten ,Enhanced Write
Filter (EWF)* zu achten.

Information:

Bendétigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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7 Windows Embedded Standard 2009

7.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum
Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter BetriebssystemgréRe ablaufen sollen. In Kombination mit Compact-
Flash Speichern ermdglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebs-
systems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusatzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional
ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter fir einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf
die Zuverlassigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC
System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Em-
bedded Standard 2009 so einfach wie mdglich zu gestalten bietet B&R komplette Images fiir Industrie PCs, Power
Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem
Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfliigung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service
Pack 3 und ist fur die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module
enthalten, die fur das jeweilige Gerat bendtigt werden. Aufbauend auf der bewahrten Codebasis von Windows®
XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie fiihrende Zuverlassigkeit,
Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Mdglichkeiten des Webbrowsing und
umfangreiche Gerateunterstitzung.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Windows Embedded Standard 2009 ~

5SWWXP.0726-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; < .
fir APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat be- ‘u J WlndOWS Em bedded
stellen (mind. 1 GByte). Standard 2009

Erforderliches Zubehor
CompactFlash

5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)

Tabelle 255: 5SWWXP.0726-ENG - Bestelldaten

7.3 Ubersicht

Bestellnummer Zielsystem Chipsatz Sprache Vorinstalliert | MindestgroBe Datentrager MindestgroBe Arbeitsspeicher
5SWWXP.0726-ENG | APC810 945GME Englisch Ja 1 GByte 256 MByte

7.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Geratefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF) v

File Based Write Filter (FBWF) v
Pagefile konfigurierbar
Administrator Account v

User Account konfigurierbar
Explorer Shell v
Registry Filter v
Internet Explorer 7.0 v
Internet Information Service (IIS)

Terminal Service v
Windows Firewall v

MSN-Explorer

Outlook Express
Administrative Tools 4
Remote Desktop v
Remote Assistance
.NET Framework

ASP.NET -
Local Network Bridge v

Tabelle 256: Geratefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009
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Funktion vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard
Disk Management Service
Windows Installer Service

Class Installer

CoDevice Installer

Media Player 6.4

DirectX 9.0c

Accessories

Anzahl der Fonts

IR RN RN RN RN RN RNEN

Tabelle 256: Geratefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

7.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash
Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser
Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerat wird dabei aulerdem einige Male automatisch rebootet.

7.6 Treiber

Das Betriebssystem enthalt alle fur den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine altere Treiberversion installiert
sein, kann die aktuellste Version Uber die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und instal-
liert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

7.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Gerate betrieben werden, so muss der
Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert bzw. im Gerate-Manager die Touch Screen Schnittstelle aktualisiert
werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen
werden. Dabei ist nur auf einen aktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)* zu achten.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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8 Windows Embedded Standard 7

8.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heil’t in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei
den Vorgangerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstiitzung von B&R Industrie
PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional
enthalten sind, die bewahrten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Re-
gistry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche
Unterschied besteht in der Méglichkeit der mehrsprachigen Ausfihrung. Die Basisvariante Windows® Embedded
Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, wahrend Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere
gleichzeitig installierte Sprachen unterstutzt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker
der Premium Variante kann die Ausfiihrung von unbekannten und mdglicherweise unerwiinschten Applikationen
verhindern, die zum Beispiel Gber Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei
kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx)
unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitaten aufzeichnet und
im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version
angeboten.? Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstitzt, die auf 64-Bit Basis laufen.

8.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Windows Embedded Standard 7 -

5SWWI7.1526-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service £ Yy .
Pack 1, Englisch; fiir APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact- &  Windows Embedded
Flash separat bestellen (mind. 16 GByte). Standard 7

5SWWI7.1626-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service

Pack 1, Englisch; fur APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact-
Flash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1726-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-
Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC810 mit 945GME
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).
5SWWI7.1826-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-
Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC810 mit 945GME
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).
Erforderliches Zubehor

CompactFlash

5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)

5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)

Optionales Zubehor

Windows Embedded Standard 7

5SWWI7.1900-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service
Pack 1, Language Pack DVD
5SWWI7.2000-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service

Pack 1, Language Pack DVD

Tabelle 257: 5SWWI7.1526-ENG, 5SWWI7.1626-ENG, 5SWW!I7.1726-MUL, 5SWWI7.1826-MUL - Bestelldaten

8.3 Ubersicht

Bestellnummer Edition Zielsystem |Chipsatz Service |Architektur | Sprache Vorinstalliert | MindestgroBe |MindestgroRe
Pack Datentrager Arbeitsspeicher

5SWWI7.1526-ENG | Embedded |APC810 945GME SP1 32-Bit Englisch auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
5SWWI7.1626-ENG | Embedded |APC810 945GME SP1 64-Bit Englisch auf Wunsch 16 GByte 2 GByte

Intel® Co-

re™2 Duo
5SWWI7.1726-MUL | Premium APC810 945GME SP1 32-Bit Multilanguage | auf Wunsch 16 GByte 1 GByte
5SWWI7.1826-MUL | Premium APC810 945GME SP1 64-Bit Multilanguage | auf Wunsch 16 GByte » 2 GByte

Intel® Co-

re™2 Duo

1) Bei der MindestgroRe des Datentrégers wird der Speicherbedarf der zusatzlichen Sprachpakete nicht beriicksichtigt.
8.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Geratefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

5 64-Bit Versionen werden nicht von allen Systmen unterstutzt
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Funktion

Windows Embedded Standard 7

Windows Embedded Standard 7 Premium

Enhanced Write Filter (EWF)

v

File Based Write Filter (FBWF)

v

v
v

Administrator Account

v

v

User Account

konfigurierbar

konfigurierbar

Windows Explorer Shell

Registry Filter

Internet Explorer 8.0

Internet Information Service (1IS) 7.0

AntiMalware (Windows Defender)

ESENENEN

Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)

Windows Firewall

.NET Framework 3.5

32-Bit und 64-Bit Support

Remote Dektop Protocol 7.0

File Compression Utility

Windows Installer Service

Windows XP Mode

Media Player 12

DirectX

Multilingual User Interface Packs im selben Image

International Components and Language Services

Language Pack Setup

NEN FRENEN PR ENEN ENEN ENEN I

NENENENENFR INENENENENENENENENENENEN

Windows Update

konfigurierbar

konfigurierbar

Windows PowerShell 2.0

v

Bitlocker

Applocker

Tablet PC Support

Windows Touch

Boot from USB Stick

v

Accessorries

v

NENENENENENEN

Pagefile

konfigurierbar

konfigurierbar

Anzahl der Fonts

134

134

Tabelle 258: Geratefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

8.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash-Karte
(32-Bit: mind. 8 GByte bzw. 16 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird
das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerat wird dabei
aufllerdem einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF verwendet werden soll, sind wiahrend des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher
(auBer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ konnen die zusatzlichen Massen-
speicher auch im BIOS deaktiviert werden.

8.6 Treiber

Das Betriebssystem enthalt alle fir den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine altere Treiberversionen installiert
sein, kann die aktuellste Version Gber die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und instal-
liert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten ,Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

8.6.1 Touch Screen Treiber

Wird wahrend des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Trei-
ber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder
ein B&R Automation Panel nachtraglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert
oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusatzliche Touch Screen Schnitt-
stelle ausgewahlt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein ,Enhanced Write Filter (EWF)* oder ,File Based
Write Filter (FBWF)* aktiviert ist.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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9 Windows CE

9.1 Allgemeines

B&R Windows CE ist ein Betriebssystem, das fiir das von B&R angebotene Gerat optimal zugeschnitten ist, d.h.
es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die fir das jeweilige Gerat bendtigt werden. Dadurch ist dieses
Betriebssystem dullerst robust und stabil. Ein weiterer Vorteil den B&R Windows CE gegenliber anderen Betriebs-
systemen mit sich bringt sind die geringen Lizenzkosten.

9.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Windows CE 6.0

5SWWCE.0826-ENG Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; fiir '
APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestel- ;" U
len (mind. 128 MByte). —
Erforderliches Zubehor
CompactFlash / /

5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) Microsoft’ __ -

5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) W' d CE

5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) I n OWS

5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)

5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)

5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)

5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)

5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)

5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)

5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)

5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)

5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)

Tabelle 259: 5SWWCE.0826-ENG - Bestelldaten

9.3 Ubersicht

Bestellnummer Zielsystem Chipsatz Sprache Vorinstalliert | MindestgroRe Datentrager MindestgroRe Arbeitsspeicher
5SWWCE.0826-ENG | APC810 945GME Englisch Ja 128 MByte 128 MByte

9.4 Features Windows CE 6.0

Eine ausflhrliche Anleitung zu Windows CE fiir B&R Gerate kann im Downloadbereich der B&R Homepage
(www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Ausstattung Windows CE 6.0
Unterstitzte Bildschirmaufldsung VGA (TFT), SVGA (TFT), XGA (TFT)
Chipset Intel 945GME

Farbtiefe 16 Bit bzw. 65.536 Farben"
Grafikkartentreiber Intel(R) Embedded Graphics Driver
Hauptspeicher Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM
Bootzeit / Hochlaufzeit ca. 25 Sekunden
Screenrotation wird nicht unterstutzt
Webbrowser Internet Explorer

.Net Compact Framework
ImagegroRe ca. 38 MByte?, nicht komprimiert
Kundenspezifische Tasten werden untersttzt

PVI wird unterstutzt
Automation Device Interface wird unterstutzt

Remote Desktop Protokoll fiir Thin Client wird unterstutzt

B&R VNC Viewer wird unterstutzt

B&R Task Manager wird unterstutzt

B&R Picture Viewer wird unterstutzt
Kompatibel mit zenOn Ja

Kompatibel mit Wonderware Nein

Serielle Schnittstellen zur freien Verwendung 3

DirectX Nein

Audio Schnittstellen "Line OUT" und "MIC" werden unterstiitzt. "Line IN" wird nicht unterstitzt

Tabelle 260: Eigenschaften Windows CE 6.0

1) Die Farbtiefe hangt auch vom verwendeten Display ab.
2) Verwenden Sie die Funktion ,Windows CE Image komprimieren“ des B&R Embedded OS Installers um die Imagegrofle zu reduzieren.
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9.5 Was wird benétigt

Das Gerat muss folgende Kriterien erfullen um das Betriebssystem Windows CE zu betreiben.

* Mindestens 128 MByte Hauptspeicher

* Mindestens eine 128 MByte CompactFlash Karte (Grof3e ist bei der Bestellung mitanzugeben)
9.6 Installation
Generell wird Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

9.7 B&R Embedded OS Installer

Mit dem B&R Embedded OS Installer ist es moglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es
miuissen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQVGA. BMP von einer bereits funktio-
nierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R Embedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) herun-
tergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R Embedded OS Installers zu entnehmen.
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10 Automation Runtime

10.1 Aligemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem
bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

» Garantiert hchst mogliche Leistung fiir die eingesetzte Hardware

+ Lauft auf allen B&R Zielsystemen

* Macht die Anwendung hardwareunabhéangig

* Anwendungen kénnen einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden

» Garantierter Determinismus durch zyklisches Laufzeitsystem

» Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie

» Konfiguration der Prioritaten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz

» Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen

« Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Uberschreitung

* Ausnahmebehandlung

+ Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar

» Unterstltzung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C

» Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusatzlich die erweiterte Automation Bibliothek

+ Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder tiber Funk-
tionsaufrufe

Kapitel 4
Software

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime
installiert wird) eingebettet. Es ermoglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I1/0 Systeme (auch via
Feldbus) und andere Gerate wie Schnittstellen und Netzwerke.

10.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Automation Runtime

1A4600.10 B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Ko-
pierschutz

1A4600.10-2 B&R Automation Runtime ARwin, ARNCO

1A4600.10-3 B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzauf-
kleber und Kopierschutz

1A4600.10-4 B&R Automation Runtime ARwin+ARNCO+PVIControls

1A4601.06 B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber und Ko-
pierschutz

1A4601.06-2 B&R Automation Runtime ARemb, ARNCO

Tabelle 261: 1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06, 1A4601.06-2 - Bestelldaten

10.3 Automation Runtime Windows (ARwin)
Eine Unterstitzung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 2.7 / AR 2.xx Upgrades.
10.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)

Eine Unterstlitzung des Systems erfolgt durch das ARemb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.
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11 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermoglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geraten. Die Ein-
stellungen dieser Gerate konnen mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und
geandert werden.

& Control Center e
Display | Keys | LEDs | Temperatures | Fans | Switches | UPS
Suatistics | User Settings |  Factory Settings | Versions Report
By You can create a repot with selected device information here. This repont
B = o s
& Control Center 7
CPU Board ) ) ) : o
V| CPU info Desplay Keys | LEDs | Temperatures | Fans | Swilches | _UPS
7 Temperst| | Satstics [ UserSettngs | Factory Settings Varsions Report
] Memoary in Fimmware installed on the PC and connected devices
can | ——
7] BIOS very ‘& Control Center 7=
CPU Board ) s i
Baseboard B0y | Stanm_ | Uw Settings [ Factory Settings l Vm | Report
7| Firmiware Display | Keys | LEDs | Temperatures | Fans | Swiches | UPS
Baseboard ' ' '
il g ~ 3
Bcin ¥ MTC i Temparature values of the PC and connected panels ane displayed here
JITi H
(=
| User settin TG CPU Board Panel
SOL CPU. 36 /96 CF Pansl | AP Link (0) >
e Pansl Board 38/100 °C/F Display /9% CF
Seleg Baseboard
50L Board L0 41/105 'C/F Shde-in 1 0/32 'CIF
UPS Board ETH2 35/102  'CF Sidedn2 0/32 C/F
Firmd Board power 0/14 CF
ETHZ s51/123 C°F
Power supply 40 /104 'C/'F
| 0K Abbrechen

Abbildung 162: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batterie-
spannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus kénnen
keine Schlisse tiber mégliche Alarme bzw. Fehlzustande der Hardware gezogen werden. Die verwen-
deten Hardwarekomponenten verfiigen iiber automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

11.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfiigbaren Funktionen sind von der Ge-
ratefamilie abhéngig.

Andern von displayspezifischen Parametern

Auslesen von geratespezifischen Tasten

Update der Tastenkonfiguration

Aktivierung von geratespezifischen LEDs einer Folientastatur bzw. von Tasten

Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeraten (z.B. Schlisselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
Auslesen von Temperaturen, Liftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)

Auslesen von User Settings und Factory Settings

Auslesen von Softwareversionen

Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware

Reporterstellung Gber das aktuelle System (Supportunterstiitzung)

Einstellung des SDL Equalizerwertes fir die SDL Kabelanpassung

312
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» Andern der User Serial ID
Unterstitzt werden folgende Systeme:

» Automation PC 510

* Automation PC 511

* Automation PC 620

» Automation PC 810

* Automation PC 820

* Automation PC 910

» Panel PC 300

+ Panel PC 700

* Panel PC 725

+ Panel PC 800

+ Panel PC 900

» Power Panel 100/200

* Power Panel 300/400

+ Power Panel 500

* Mobile Panel 40/50

* Mobile Panel 100/200

* angeschlossene Automation Panel 800
» angeschlossene Automation Panel 900

11.2 Installation
Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Auto-

mation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der
B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
2. SchlielRen aller Anwendungen
3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (sieche Downloadbereich der B&R Homepage), so
kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten ,,Enhanced Write Filter
(EWF)“ zu achten.
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11.3 SDL Equalizer Einstellung

1. Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.
2. Die Registerkarte Display auswahlen
3. Auf Einstellungen klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt:

& Display Settings |EI

SDL Equalizer

I You can adjust the equalizer for different cable lengths
allh here. Use low values (strong equalizer setting) for long

¥| Use automatic setting

Lo J[ come

Abbildung 163: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung

In diesem Dialog kénnen Sie die SDL Equalizereinstellung des Displays andern. Der Equalizer ist im Automation
Panel eingebaut und passt das DVI Signal fur unterschiedliche Kabelldngen an. Der Equalizerwert wird automa-
tisch anhand der Kabellange ermittelt. Sie kbnnen einen anderen Equalizerwert einstellen, um die beste optische
Darstellung auf dem Display zu erreichen (z.B. bei schlechter Kabelqualitdt oder schlechter DVI Signalqualitat).

Bei der ,Automatischen Einstellung” wird der Wert anhand der Kabellange optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geandert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 unterstiitzt wird (ab
Panel Firmware Version 1.04 oder hoher).
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11.4 USV Parametrierung

Hier kdnnen die Statuswerte einer optional eingebauten B&R Add-on USV angezeigt und die Batterieeinstellun-

gen

der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls kdnnen die Systemeinstellungen der USV

konfiguriert werden.

Eigenschaften von Automation PC 810 i el |

Statistk | Anwendereinstellungen | Fabiikseinstellungen | Wersionen ]_Berlcht___i
Display | Tasten | LEDs | Temperatuen | Liifter ] Schalter |

Sie konnen hier Statuswerte einer eingebauten BER APC | j5v/ Monitor... |
Add-0On USY ansehen und Einstellungen bearbeiten. —

— Betiebsdaten

Batteriespannung: | 0.0 v
B atteriestrom: I 0.00 A

Temperatur | (DAL
Battenefehler ki :
Batteniepolanitat verkehrt
Keine Pufferbereitschalt
[~ Batteneeinstellungen 1
Status: [ Gitg  Beabeien. | Update.. | Sichem.. |

~ USY Einstellungen :
Status: [ Giiig Bndem. | Update. | Sichem.. |

System... ” BERLUSY Trefber st akhiv Erweitert... |
[ ok | Abbrechen |

Abbildung 164: ADI Control Center - USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewahlt und konfiguriert
werden, damit der Batteriebetrieb unterstiitzt wird.

Information:
Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder héher unterstitzt.

11.4.1 Installation des USV Dienstes fiir die B&R Add-on USV

1. Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.

7.

Registerkarte USV auswahlen.

Unter USV Einstellungen auf System klicken. Die Energieoptionen in der Systemsteuerung werden geoff-
net. (Die Energieoptionen kénnen auch direkt aus der Systemsteuerung geoffnet werden.)

Registerkarte USV auswahlen und Auswahlen klicken.

Als Hersteller 'Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC Add-on USV' auswahlen und auf Fertig stellen
klicken. Der Wert fir den COM Anschluss wird nur fir eine seriell angeschlossene USV bendtigt und vom
APC Add-on USV Treiber ignoriert.
Auf Ubernehmen klicken, um den USV Dienst zu starten. Das dauert ein paar Sekunden und danach werden
USV Status und Details angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Das Textfeld neben System (auf der USV Registerkarte im Control Center) zeigt ebenfalls an, ob der B&R USV
Treiber aktiv ist.

Information:

Man benétigt Administratorrechte zum Andern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Sta-
tus.
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11.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

1.

2

3

Uber die Systemsteuerung das Control Center offnen.

. Registerkarte USV auswahlen.

Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:
Der ,,Batteriepolaritat verkehrt” Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08 oder héher angezeigt.

Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batteriebetrieb und Nor-
malbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

. USV Monitor auswéhlen, um die Anderungen des USV Status seit dem letzten Start des Systems bzw. des
USV Treibers anzuzeigen.
[ansnursrontor I
BSRUPSstartedat: | H0/14/2005 3:42:39 AM stopped at: | (active)
State |_Count | Lastat | Gone at | Total Time
ﬂBattery defe... 1 10/14/2005 3:4... (active) 92 seconds

_ Ger |

Abbildung 165: ADI Control Center - USV Monitor

Der Dialog wird bei Anderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um

die angezeigten Zustande aus der Liste zu entfernen, auf Léschen klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows Systemsteuerung
auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

Information:

In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezustand in den Energieoptionen
mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen
Version werden normalerweise drei Batteriezustande angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Niedriger
Batteriestand wird niemals angezeigt.

11.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

1
2
3.
4

. Uber die Systemsteuerung das Control Center ffnen.

. Registerkarte USV auswahlen.

Unter Batterieeinstellungen auf Bearbeiten klicken. Datei ,Offnen” Dialog wird geéffnet.
. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und 6ffnen der Datei.
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21

% Sie kinnen hier die Kenndaten der USV Batterie &ndern,
Version: 1.03
Gerate-1D: 00002435 hex
Bezeichnung: | 5AC600.UPSB-00
Nennkapazitat: 5 &ah 1) Yon LSV nicht
Ladeschlussspannung 1): IT v verwendet.

2) USV Messbereich |

Tiefentladespannung 1): W v Alarmgrenzen: -30 bis +60
Ladestrom: IT A - .
Ladespitzenspannung: IT ) ngz;ﬁmmpggm
Min. Ladetemperatur 2): [ 40 e petteren:
Max. ladetemperatur2): | 80 | °C i
Lebensdauer 1) 3) 4): I 9% Monate
Tiefentladezyklen 1) 3): [300

Abbildung 166: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen
In diesem Dialog kann man Einstellungen fur die verwendete USV Batterie bearbeiten.

Durch Klicken auf OK werden die geanderten Einstellungen in die Datei geschrieben. AnschlieRend kénnen die
Batterieeinstellungen der USV mit dieser Datei aktualisiert werden.

Information:

Wenn Einstellungen fiir nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen, kopiert man am
Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neuen Namen ab und passt die Ein-
stellung dieser Datei fiir die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen fir die von B&R gelieferten Batterien kénnen iber die B&R ,Upgrade PPC800
MTCX” Software aktualisiert werden.

Information:

* Ladeschlussspannung, Tiefentladespannung, Lebensdauer und Tiefentladezyklen werden von
der aktuellen USV Firmware Version 1.10 nicht verwendet.

* Lebensdauer ist erst ab Version 2 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur giiltig fir
B&R USV Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur.

» Tiefentladezyklen ist erst ab Version 3 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur giiltig
fiir B&R USV Batterien.

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden sollen, miissen
diese vorher in einer Datei gesichert werden.

11.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

1. Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.

2. Registerkarte USV auswahlen.

3. Unter Batterieeinstellungen auf Update klicken. Datei ,Offnen” Dialog wird gedffnet.

4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und 6ffnen der Datei. Der ,Download” Dialog wird geoffnet.

Die Ubertragung kann durch Klicken auf Abbrechen im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist
wahrend des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.
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Information:

* Wahrend der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb moglich.

+ Wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wiederholt werden,
bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden. Andernfalls ist anschlieBend kein
Batteriebetrieb mehr moglich.

Das Léschen der Daten im Flashspeicher kann, abhangig vom verwendeten Speicherbaustein, mehrere Sekunden
dauern. Wahrend dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:
Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu
einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

11.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

Uber die Systemsteuerung das Control Center offnen.

Registerkarte USV auswahlen.

Unter Batterieeinstellungen auf Sichern klicken. ,Speichern unter” Dialog wird gedtffnet.
Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswahlen und auf Speichern klicken.

o N~

Information:
Das Sichern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstiitzt.

Die Ubertragung kann durch klicken auf Abbrechen im ,Download” Dialog abgebrochen werden.
11.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

1. Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.
2. Registerkarte USV auswahlen.
3. Unter USV Einstellungen auf Andern klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

st Enstetungen TP

 Stromiberwachung
8a [ Strombegrenzung (8 A) ausschalten (nicht UL-konform);
- Bei Uberstrom (> 8 A):
(% innerhalb 1 Minute ausschalten (UL-konform)

" "Low Battery" Shutdown durchfihren (nicht UL-konform)

—Batterielberwachung

b "Low Battery" Abschaltzeit: [[180 =] sek

oK Abbrechen

Abbildung 167: ADI Control Center - USV Einstellungen

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.
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Information:

+ Das Andern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstiitzt. Wenn
auf der USV keine geédnderten Einstellungen vorhanden sind, werden Fabriks- oder Defaultein-
stellungen verwendet.

+ Die USV wird nach dem Andern von USV Einstellungen automatisch neu gestartet. Dabei kann
es kurzzeitig zu einem Ausfall der Kommunikation mit der USV kommen.

+ Man benétigt Administratorrechte zum Andern von Energieoptionen und zum Anzeigen des
USV Status.

11.4.6.1 Ausschalten der 8 A Strombegrenzung

Information:

Ein Ausschalten der 8 A Strombegrenzung bei Geraten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Ein ,,Low Battery“ Shutdown bei einem Uberstrom von > 8 A bei Geriten im Batteriebetrieb ist nicht
UL-konform!

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Strombegrenzung (8 A) ausschalten.

Wenn die Strombegrenzung eingeschaltet ist (Kontrollkastchen ist deaktiviert), prift die USV im Batteriebetrieb, ob
die USV Batterie langer als 16 Sekunden mit mehr als 8 A entladen wird. In diesem Fall wird ein Uberstromalarm
zum PC signalisiert.

Information:
Die Strombegrenzung wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstiitzt.

Durch Aktivieren einer der beiden folgenden Optionen kdnnen Sie auswahlen, wie sich die USV bei einem Uber-
stromalarm verhalt:

Mit innerhalb 1 Minute ausschalten schaltet die USV bei Uberstrom innerhalb einer Minute ab.

Warnung!
Das Betriebssystem wird dann bei einem Uberstrom Alarm nicht ordnungsgeméaR niedergefahren!

Mit "Low Battery" Shutdown durchfiihren signalisiert die USV zusétzlich zum Uberstromalarm einen "Low Bat-
tery" Alarm und schaltet sich nach der eingestellten "Low Battery" Abschaltzeit aus. Dadurch wird das Betriebs-
system bei aktiviertem USV Dienst ordnungsgemal niedergefahren.

11.4.6.2 Andern der Abschaltzeit der USV bei niedrigem Batteriepegel

Geben Sie die "Low Battery" Abschaltzeit in Sekunden an. Das ist die Zeit, die von der USV bei niedrigem
Batteriepegel gewartet wird, bevor sie die Stromversorgung abschaltet.

Damit wird verhindert, dass die USV Batterie zu sehr entladen wird, wenn der Windows USV Dienst nicht aktiv ist
und die USV daher nicht vom Betriebssystem ausgeschaltet wird.

Wenn der USV Dienst aktiv ist, wird die USV bei niedrigem Batteriepegel vom Betriebssystem mit der Windows
USV Dienst Abschaltzeit ( siche "Weitere USV Einstellungen andern" auf Seite 319) abgeschaltet. Die "Low
Battery" Abschaltzeit wird dann ignoriert.

Information:

* Die "Low Battery" Abschaltzeit muss mit mindestens 60 Sekunden angegeben werden, damit
das Betriebssystem genug Zeit hat, um bei niedrigem Batteriestand den Abschaltbefehl an die
USV zu senden (erfolgt normalerweise nach ca. 30 Sekunden).

* Die "Low Battery" Abschaltzeit kann erst ab USV Firmware Version 1.10 eingestellt werden. USV
Firmware Version 1.08 verwendet fix 180 Sekunden als Abschaltzeit. USV Firmware Versionen
kleiner 1.08 schalten bei niedrigem Batteriepegel nicht selbstandig ab.

11.4.7 Weitere USV Einstellungen andern

1. Uber die Systemsteuerung das Control Center 6ffnen.
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2. Registerkarte USV auswahlen.
3. Unter USV Einstellungen auf Erweitert klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

Erweiterte USV Einstellungen 21 x|
Windows LUSY Dienst

ii)l Abschaltzeit: 180 = sek.

Andern Sie diesen Wert nur, wenn Thr System
langer zum Niederfahren bendtigt.

B&R USY Treiber
\i) & Nachrichten fir LSV Status

ausgeben

et 115 Status mit USY Monitor |
l = v anzeigen

I QK I Abbrechen

Abbildung 168: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen

Information:

Man benoétigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

11.4.7.1 Abschaltzeit der USV dndern

Unter Windows USV Dienst kann die Abschaltzeit in Sekunden angegeben werden. Das ist die Zeit, in der ge-
wartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet. Dazu wird vom Windows USV Dienst bei einem kritischen
Alarm (z.B. bei niedrigem Batteriestand) ein Shutdown Kommando mit der Abschaltzeit an die USV gesendet und
das System heruntergefahren.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Systemeinstellungen der
Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur geédndert werden, wenn das System
langer als die standardmafRig eingestellten 180 Sekunden zum Niederfahren benétigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss groBer sein als die fiir das Niederfahren des Betriebssystems benétigte Zeit.

11.4.7.2 Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter B&R USV Treiber das Kontrollkdstchen Nachrichten fiir USV Status ausgeben aktivieren. Es wird dann
vom B&R USV Treiber bei jeder Anderung des USV Status eine Meldung ausgegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom USV Dienst werden
auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den USV Systemeinstellungen der Energie-
optionen aktiviert sind. Diese Benachrichtigungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nach-
richtendienst (Messenger)® gestartet ist und der PC an einem Netzwerk angeschlossen ist. AuRerdem
werden einige Zustande der B&R Add-on USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und daher nicht
gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellungen auf der USV vorhanden sind. Die Windows Dienste
sind in der Systemsteuerung unter Verwaltung in Dienste zu finden.

Ist zusétzlich das Kontrollkdstchen USV Status mit USV Monitor anzeigen aktiviert, so wird nicht bei jeder An-
derung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung und Aufforderung zum Starten des
B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, werden keine neuen Meldungen ausgegeben.

6) Der Windows Nachrichtendienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.20 oder héher unterstitzt.

320 Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.57




Software * B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

Information:

Alle Anderungen des USV Status werden unabhingig von diesen Optionen im Windows Ereignispro-
tokoll (unter ,,Anwendung”) eingetragen.

11.4.8 Ablauf bei einem Powerfail
11.4.8.1 Over Current Shutdown

Wenn im Batteriebetrieb fiir eine Dauer von 16 Sekunden ein Uberstrom >8 A erreicht wird, wird der Over Current
Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer Minute zur Verfiigung.

Wird wahrend dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt wird der Abschaltvorgang abgebrochen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die hochste Prioritat.

11.4.8.2 Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt wird der ,Low Battery“ Shutdown eingeleitet, er
verhindert die Totentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.
Sollte wahrend dem Abschaltvorgang ein ,Overcurrent® Shutdown oder ein ,Standard“ Shutdown erkannt werden,
wird der ,Low Battery* Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

11.4.8.3 Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit betragt per Default 3 Minu-
ten.

Wenn die Versorgungsspannung wahrend der Ausschaltzeit wiederkehrt, wird der Shutdown abgebrochen.

Wenn die Versorgungsspannung wahrend des Abschaltvorganges wiederkehrt [duft der Shutdowntimer solange
bis der B&R Industrie PC den Standby Modus erreicht hat und fiihrt dann einen Reboot des Systems aus.
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12 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software kénnen Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen
angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

Microsoft Visual C++
Microsoft Visual Basi
Microsoft Embedded

6.0
c6.0
Visual C++ 4.0

Microsoft Visual Studio 2008 (oder neuer)

(] AdGet DusplayEqual
(] AdGetFactoryVaiue
| ] AdiGet Firmware Vahs
(5] AdGetHardware Vsl
\B] AdGetKey(fgSeate
|E] AGGAtKeyCigVake
18] AdGetKeyCourt
|B) AdiGet KeyMatrx
\B] AdGetkeyLayer

(8] AdkGet KayLayerMod
8] AdiGetKeySwiches
(8] AdGeiLed

|B) AdGetLedCount
5] AdiGetLodMatrix

@ &

Home  Prini

o

Ciptions

ADI Development Kit

Overview

This doc

ation p

T L4 &
Hde Llocate Freviouss Net  Back

Corterts | ipdee | Search | Favorpes |

the i
from a Visual C++ or Visual Basic Windows ap

you need to access ADI funcbions
plicabion.

& [ ADI Development Kt

@ Accessng the ADI Functions

@ Aopbeation Notes

£ () ADI Funcions
(W) AdAreKeysEnabiad
5] AdCalbrateoyetick
(W) ASCalibratePotertiometer
8] AdDowrioadFie
(8] AdDowrloadKey(igFie
B] AdEnablaKays
2] AdEnable\Wmi
(8] AdGetDevice Type
\N] AdiGet Display Brightness
{E] AdGet DisplayContrast
1) AdGet Diaplay Defmt Brighenass
5] AdGet Display DefoutCortrast
8] AdGet Display Equakzer
(W) ASGatFactonyValue, ASGatFactory
\B] AdGetFrmwaneValue, AdGet Farw:
0 A5 GetHariware Vaive_AckGetarc
B] AdiGet KayCigState
(] AdGetKeyCigVaue. AdGetKey(lg!
E) AiGetKayCourt
5] AdGe Ky
E] AdGetKayLayer

& o
Home Pt Options
AdiGetHardwareValue , AdiGetHardwareString "

This function reads a hardware specific value of the B&R daevice.

BOOL AdiGetHardwareValue{ADI_HARDWARE_VALUE Valueld,
LPVOID pBuffer, DWORD Size);

AdiGetHardwareValue returns stnngs as Unicode strings always.

WARNING: Unicode strings are retumed on PP100/200 and
MP100/200 with Windows XP by ADI driver version 2.00 and
higher only!

Usa tha function balow, if you want to read strings dapending on
Unicode support.

BOOL g(ADI_H _VALUE
LPVOID pBuffer, DWORD Size);

1f UNICODE is defined in your project, strings are read as Unicode
stings with AdiGetHardwareString, and otherwise as ANSI
strings.

MNote: The ANSI version of AdiGetHardwareString converts
the read data into an ANSI string always. Therafora call this
function with an ADI HARDWARE VALUE value onlv which

m

Abbildung 169: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.70)

Features:

Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
Header Dateien und Import Libraries fiir Microsoft Visual C++

Hilfedateie flir Visual Basic und Visual C++

Beispielprojekte fir Visual Basic und Visual C++
ADI DLL (fir Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstutzt werden folgende Systeme (ab Version 3.70):

Automation PC 510
Automation PC 511
Automation PC 620
Automation PC 810
Automation PC 820
Automation PC 910
Automation PC 2100
Panel PC 300
Panel PC 700
Panel PC 800
Panel PC 900
Panel PC 2100
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Power Panel 300/400
Power Panel 500
Mobile Panel 40/50
Mobile Panel 100/200

Software * B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Es muss dazu der fiir das Gerat passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den
B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Home-
page (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.
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13 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software kénnen Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen
angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstitzte Programmiersprachen:

Visual Basic
Visual C++
Visual C#

Systemvoraussetzungen:

Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit

o

Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer

o

%]
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L
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Abbildung 170: ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.10)

Features (ab Version 2.10):

ADI .NET Class Library.

Format ((MSHC Datei). (Hilfe ist in Englisch)

Unterstutzt werden folgende Systeme (ab Version 2.10):

Automation PC 510
Automation PC 511
Automation PC 620
Automation PC 810
Automation PC 820
Automation PC 910
Automation PC 2100
Panel PC 300

Panel PC 700

Panel PC 800

Panel PC 900

Panel PC 2100
Power Panel 100/200
Power Panel 300/400

Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei), MS Help 2.0 Format (.HxS Datei) und MS Help Viewer

Beispielprojekte und Code Snippets fiir Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
ADI DLL (far Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).
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* Power Panel 500
* Mobile Panel 40/50
* Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der fiir das Gerat passende ADI Treiber auf der genannten Produkifamile installiert sein. In den
B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.
Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) herunter-
geladen werden.
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14 B&R Key Editor

Eine haufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an
die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und
problemlos maoglich.

© Datel Gewbeiien Ansicht Gerat Erojekt Exvas Fenster 7
NEEdBa R gn efimee s Conlio s w@ BFAGE
Hardwarchaum L e —— ! 1=

[ S Power Panel 500 [SFP53 1. 1043-00)
"oy PP Livik (LVDS)
E] SPRSAL. 1043-00 (10)

ERARRE

CEEEEEREEE
coen o, EIEE

(= (.1 BRI
il ey mEmE
EBEED > ool

Ausgabe Fenster X
| Layer (Code besm Driicken dessr Taste Code bewm Losinssan dessr Tasts LED
i LED rech dafirvert
2 LED richt defriert
El LED rucht defirvert
4] LED rachit defirmert
%, Aktuele Konfiuraton | [Aoebug | BTt |

Projekt Assistent

Dieser Assstent wird Thnen heidfen & neues Projekt
anadegen.

Systemfamilie definieren
Gitte defineren Sie run de pewinachie Systemfamiie.

Woller S it einem neuen Projekt bagnnen, oder en
vordefiriertes Projekt weter fitven?

verfughare Systemfumben:
|80 i parel 500 =]

% Meues Projekt erstellen

| e s | [ sbrechen | [ <pwuk | pmws | [ Adteehen |

Abbildung 171: B&R Key Editor Screenshots Version 3.50 (Symbolfoto)
Features:

* Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)

» Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste

» Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit andern, etc.)

* LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)

» 4-fach Belegung jeder Taste moglich (lGber Layer)

» Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Gerate bei Automa-
tion PCs und Panel PCs.

Unterstitzt werden folgende Systeme (Version 3.50):

* Automation PC 510

» Automation PC 511

* Automation PC 620

* Automation PC 810

* Automation PC 820

* Automation PC 910

* Automation PC 2100
* Automation Panel 800
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* Automation Panel 830

* Automation Panel 900

* Automation Panel 9x3 / 9xD
« IPC2000, IPC2001, IPC2002
+ IPC5000, IPC5600

« IPC5000C, IPC5600C

* Mobile Panel 40/50

* Mobile Panel 100/200

+ Panel PC 300

» Panel PC 700

+ Panel PC 800

+ Panel PC 900

» Panel PC 2100

+ Power Panel 100/200

* Power Panel 300/400

» Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu
finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
heruntergeladen werden. Weiters ist dieser auf der B&R HMI Treiber- und Utilities- DVD (Best. Nr. 5SWH-
MI.0000-00) zu finden.
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Kapitel 5 * Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklarungen

1.1 CE-Kennzeichnung

c € Alle fir die gultigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden fur B&R Produkte
erfullt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Gerate erflllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit" und
sind fiir folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und
Prifungen

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-2; Fachgrundnormen - Storfestig-
keit fir Industriebereich

EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrund-

norm Storaussendung fur Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geréte erfullen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie" und sind fur fol-
gende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und
Prafungen

EN 60204-1:2006 + Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausristung von Maschinen - Teil 1: Allgemei-

A1:2009 ne Anforderungen
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2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerat kann nur eine Zulassung erhalten, wenn ALLE darin verbauten und angeschlossenen
Einzelkomponenten die entspechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwen-
det, welche KEINE entsprechende Zulassung besitzt, so enthalt auch das Gesamtgerit KEINE Zulas-
sung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von
Organisationen wie I1SO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC,
VDE, OVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverléssigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:
2.1 UL-Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories gepruft und

als "Industrial Control Equiment” gelistet. Das Prifzeichen gilt fiir die USA und Kana-
UL da und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschafts-
c “s raum.
LISTED Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition

Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

2.2 Zulassungen fiir die Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
2.2.1 UL Haz. Loc. Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories gepruft und

als "Industrial Control Equiment for Use in Hazardous Loactions" gelistet. Das Pruf-
UL zeichen gilt fur die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung lhrer Maschinen
c “S und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

LISTED Underwriters Laboratories (UL) nach Standard ANSI/ISA 12.12.01:2011
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 213-M1987

Ind. Cont. Eq.
for Haz.Locs.
CI. 1, Div. 2,
Groups ABCD
Listed 2P61

2.2.2 ATEX Zulassung

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle
gepruft und flr die Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen.

I 3D Ex tc IlIA T85°C Dc
IP20 Tamb: 0°C to 55°C
FTZU 11 E 0001U
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2.2.3 Anforderungen zur Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gerate des Systems Automation PC 810 sind fir den Einsatz in der oben beschriebenen Umgebung oder an
nicht explosionsgefahrdeten Orten geeignet. Die Verdrahtung muss gemaf den nationalen Vorschriften und den
Anforderungen der Behdrde ausgefuhrt werden. Gerate missen in geeigneten Schutzgehdusen eingebaut werden
und die Endmontage muss von der zustandigen lokalen Behérde abgenommen werden. Zusatzausristung muss
fur den Einsatzort geeignet sein.

Explosionsgeschutzte Gerate sind bestimmungsgemal einzusetzen und dirfen nur von unterwiesenen Fachkraf-
ten gemal dieser Anleitung und dem zugehoérigen Manual betrieben werden. Ein anderer Betrieb gefahrdet die
Sicherheit und Funktion der Gerate und der angeschlossenen Systeme. Die Verantwortung fir das Einhalten der
glltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften, sowie Normen liegt beim Betreiber.

Montage und Installation

Gerate des Systems Automation PC 810 sind gemafl dem Anwenderhandbuch zu montieren. Um eine ausreichen-
de Luftzirkulation zu gewahrleisten, sind die spezifizierten Freirdume einzuhalten. Die maximale Umgebungstem-
peratur betragt 55°C. Bei Verwendung eines Prozessor Boards Kat. Nr. 5SPC800.BM45-xxx ist ein Lufterkit zu ver-
wenden. Das Anzugsdrehmoment fuir Versorgungsklemmen betragt 0,5 Nm. Kabel missen fur eine Oberflachen-
temperatur von 75°C geeignet sein. Gerate missen bis zum Abschluss der Installationsarbeiten spannungsfrei
sein. Gerate sind innerhalb eines Potenzialausgleichssystems einzusetzen und an den Potenzialausgleich anzu-
schlieRen. ATEX: Gerate sind in Schutzgehduse einzubauen, die den Mindestschutzgrad IP54 nach EN 60529
und die Schutzart ,tc* gemal EN 60079-31 aufweisen.

Wartung

Staubablagerungen sind regelmafig zu entfernen.

Storung und Demontage

Gerate sind aulRer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schiitzen. Defekte Gerate sind
von unterwiesenen Fachkraften auszutauschen.

Die Batterie (Renata CR2477N) oder Sicherungen nicht unter Spannung oder nur in ungeféhrlichen Bereichen
trennen!

Gefahr!

Explosionsgefahr - Der Austausch von Komponenten kann die Eignung fiir Class |, Division 2 beein-
trachtigen!

Explosionsgefahr - Steckverbindungen nicht unter Spannung oder nur in ungefahrlichen Bereichen
trennen!

Warnung!

Es diirfen nur nichtfunkende USB-Gerate gemaR Bedienungsanleitung verwendet werden!

Konformitatsprifung und Zertifizierung

Die mit ,Ex* gekennzeichneten Gerate entsprechen den Richtlinien 2004/108/EG und 94/9/EWG, sowie den har-
monisierten Normen EN 61131-2:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, cl. 5.3 EN 60079-0:2009, cl.
6.1.2 EN 60079-31:2009.

Die mit “c-UL-us” gekennzeichneten Gerate entsprechen den Normen CSA Std C22.2 No. 213-M1987, CSA Std
C22.2 No. 142-M1987, UL Std 508 - 17th Edition, ANSI/ISA 12.12.01:2011.
Produktdokumentation im Detail

Weitere Informationen zu Produkten kdnnen der B&R Homepage www.br-automation.com oder den Anwender-
handblchern entnommen werden.
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Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle
zertifiziert und dirfen in die Russische Foderation eingefihrt werden.

2.4 GL-Zulassung (Germanischer Lloyd)

Folgende Tabelle listet auf, ab welcher Revision die Einzelkomponenten eine GL- Zulassung besitzen.

Einige der B&R Produkte sind durch den Germanischen Lloyd gepruift und fur den Ma-
ritime-Bereich zugelassen. Die GL-Zertifikate (Baumusterpriifungen) werden in der
Regel bei der Schiffsabnahme anderer Klassifizierungsgesellschaften akzeptiert.

Germanischer Llyod (GL) nach Standard GL 2003 (Kategorie C EMC 1)

Die Kategorie C betrifft Gerate, die vor Wettereinfliissen geschitzt sind. EMC 1 be-
schreibt die Leitungs- und Strahlungsemissionsbegrenzungen fir Gerate, die auf der

Briicke eines Schiffs installiert sind.

Information:

HDD bzw. CD/DVD Laufwerke diirfen nur fiir Service Zwecke verwendet werden.

Fiir den Einsatz im Maritime-Bereich ist der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 in der Versorgungsleitung zwin-
gend erforderlich. Informationen dazu sind im Abschnitt "Anschluss an das Endgerat” auf Seite 382
zu finden.

Bestellnummer Beschreibung GL ab Rev.
5PC810.SX01-00 APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/ | GO
DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- kiemme
0TB103.91 gesondert bestellen)
5PC810.SX02-00 APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fiir Automation Panel Link Transmitter; 1| GO
Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
5PC810.BX01-00 APCB810 Bus, 1 PCI DO
5PC810.BX01-01 APC810 Bus, 1 PCI Express (x4) DO
5PC810.BX02-00 APC810 Bus, 2 PCI DO
5PC810.BX02-01 APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4) DO
5PC800.B945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel firr | EO
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 DO
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 DO
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 DO
5AC801.HS00-02 APC810 Kiihlkorper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270. DO
5PC810.FA01-00 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX01-00. DO
5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision DO. DO
5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. DO
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5Ah; fiir APC620, APC810 oder PPC800 USV. DO
5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fiir Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 | EO
(ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. FO0),
5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw.
5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. DO
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. DO
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot. DO
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in. DO
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in. DO
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie | DO
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-02 160 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten | CO
Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard | DO
Disk.

Tabelle 262: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung
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Bestellnummer Beschreibung GL ab Rev.
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard | CO
Disk.
5AC801.HDDI-99 APC810 Slide-in compact HDD Kit DO
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das | DO
Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact. EO
5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. Co
5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. C0
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. A0
5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. A0
5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. A0
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter DO
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100 DO
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100 DO
5AC804.MFLT-00 Netzfilter DO
0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch DO
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch DO
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) FO
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) EO
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) EO
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) DO
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) Co
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle. Co

Tabelle 262: Revision der Einzelkomponenten mit GL- Zulassung
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Type Approval Certificate

This is to certify that the undemated preduct(s) hasihave been tested in accordance with
the relevant requirements of the GL Type Approval System.

Certificate No.
Campany

Preduct Description

Type

Environmental Category

Technical Data /
Range of Application

Test Standard

Documents

Remarks

Valid until
Page 1of 1
File No.

Hamburg, 2011-01-04

1.B.05

11858 - 10HH

Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik GmbH
B&R Strake 1

5142 Eggelsberg, Austria

Automation PC

Automation PC 810
ATOM, 4GB RAM, 1 or 2 PCIIPCle Slots

G, EMC1

System unit: SPC810.8X01-00 (one slot), SPCB10.8X02-00 (two slots)
CPU board: 5PC800.B945-05
Cooling element: SACB01.HS00-02

options: Ventilationkit: SPCE10.FAD1-00, SPCE10.FADZ-I

Main memory: SMMDDROOO-01

Slide-In compact disc: SAC801.SSDI-XX, SACE01.HDDI-XX

Slide-In disc: SACB01.DVDS-XX, SAGE01,DVRS-XX,
5ACH01.HDDS-XX, SACB01 ADAS-XX

Serial adapter: SAC600.4851-X)(

Compact flash: SCFCRD.XCCX-XX

UPS: module SACB00.UPSI-XX, batterie unit SACG00.UPSB-XX

cable SCAUPS.XXXX-XX,

AP link transmitter: SAC801.SDL0-00

Bus unit: SPC810.BX01-XX (one slot), SPC810.BX02-XX (two slots)

PCl-card: SAGPGI.XXX-XX

Guidelines for the Performance of Typa Approvals Chapter 2, Edition 2003
Guidelines for the Use of Computers and Computer Systems, Edition 1994

Test report : Mikes E34678-00-00HO, Mikes S34730-00-00M.J,
Mikes E34877-00-00HO, Mikes 534731-00-00M.
Priifbeschreibung V1.50 (06.10.2010)

Filter SAC804.MFLT-00 to be used in DC power line

2016-01-03
Type Approval Symbol

Burkhard Lilienthal

Abbildung 172: GL Zertifikat Nr. 11 858 — 10 HH
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Zubehor « Ersatz CMOS Batterien

Kapitel 6 « Zubehor

Nachfolgendes Zubehor ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerat funktionsgeprift und kann
mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mdgliche Einschrankungen hinsichtlich des Betriebs mit an-
deren Einzelkomponenten als Gesamtgerat zu achten. Fir den Betrieb des Gesamtgerates gilt, dass samtliche
Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgefiihrt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitatstests
unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Fir nicht freigegegebenes Zubehdr kann B&R keine Funktions-
garantie ibernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000
1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) bendtigt.

Die Batterie stellt ein Verschleil3teil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazitat, Status ,Bad®, ausge-
tauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we

declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify
as ,partly regulated”. Handle with care. If the package is dama-
ged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against
short circuits. For emergency information, call RENATA SA at +
416131928 27

4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle

Tabelle 263: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung
einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem
Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung | 0AC201.91 | 4A0006.00-000
Allgemeines
Lagerzeit max. 3 Jahre bei 30°C
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
Elektrische Eigenschaften
Kapazitat | 950 mAh

Tabelle 264: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 0AC201.91 | 4A0006.00-000
Selbstentladung <1% pro Jahr (bei 23°C)
Spannungsbereich 3V
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%
Lagerung 0 bis 95%
Transport 0 bis 95%

Tabelle 264: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten
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2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Alilgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Abbildung

Feldklemmen

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

Tabelle 265: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung | 0TB103.9

| 0TB103.91

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja"®
GL Ja"
Feldklemme
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 3 (female)
Art der Klemmung Ausflihrung als Schraubklemme | Ausfiihrung als Federzugklemme 2
Kabelart Nur Kupferdrahte (keine Aluminiumdrahte!)
Kontaktabstand 5,08 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 14 | AWG 26 bis 12
Aderendhllse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm?
eindrahtig 0,20 bis 2,50 mm?
feindrahtig 0,20 bis 1,50 mm? 0,20 bis 2,50 mm?
mit Aderendhllse 0,20 bis 1,50 mm?
Anzugsmoment 0,4 Nm -
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300V
Nennstrom 2 10 A/ Kontakt
Durchgangswiderstand <5mQ

Tabelle 266: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerat verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

2) Die Feldklemme in Federzugausfiihrung ist nicht anreihbar.
3) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu beriicksichtigen!
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3 Ersatz Lufterfilter

3.1 Allgemeines

Information:

Die Lufterfilter stellen ein VerschleiBteil dar und miissen in einem angemessenen Zeitabstand kontrol-
liert werden, ob noch geniigend Luftdurchlass fiir die Kiihlung gewéhrleistet ist. Ein Austausch bzw.
die Reinigung des Luftfilters ist dann sinngemaR.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung Abbildung

Zubehor

5AC801.FA01-00

APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.8X01-00; 5 Stk.

5AC801.FA02-00

APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.8X02-00; 5 Stk.

5AC801.FA03-00

APCB810 Ersatz Lifterfilter fir 5PC810.SX03-00; 5 Stk.

5AC801.FA05-00

APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.8X05-00; 5 Stk.

Tabelle 267:

5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten
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4 DVI - Monitor Adapter

4.1 5AC900.1000-00

4.2 Allgemeines

Mit diesem Adapter ist es moglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschlief3en.

4.3 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Sonstiges

5AC900.1000-00

Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines
Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.

Tabelle 268: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten
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5 CompactFlash-Karten

5.1 Allgemeines

CompactFlash-Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegentuber Umwelt-
(Temperatur) und Umgebungseinflissen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash-Karten optimale Werte
fur den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

5.2 Grundlagen

CompactFlash-Karten, welche flr den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, miissen eine besonders
hohe Zuverlassigkeit haben. Um diese erreichen zu kénnen sind folgende Punkte sehr wichtig:

* Verwendete Flashtechnologie
+ Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
* Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash-Speichers

5.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash-Karten mit MLC- (Multi-Level Cell) und SLC- (Single-Level Cell) Flashbausteinen er-
haltlich.

SLC-Flashes haben eine um Faktor 10 héhere garantierte Lebenszeit als MLC-Flashes, wodurch fir den industri-
ellen Einsatz nur CompactFlash-Karten mit SLC-Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

5.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer Compact-
Flash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

» Kein Wear Leveling
» Dynamic Wear Leveling
» Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten Gber einen breiten Bereich an Blocken bzw. Zellen
auf dem Datentrager verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche geléscht und neu programmiert
werden mussen.

5.2.2.1 Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash-Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit
beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flash-
blocke definiert.

5.2.2.2 Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Mdglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblocke
fur die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datentrager schon zu 80% mit Files voll ist, kdnnen nur 20% fur das Wear Leveling verwendet werden.
Die Lebensdauer der CompactFlash hangt hier also ursachlich von nicht benutzten Flashblécken ab.

5.2.2.3 Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling Uberwacht zusatzlich, welche Daten nur selten verandert werden. Diese werden dann
vom Controller von Zeit zu Zeit in Blécke verschoben, welche schon haufig programmiert wurden um eine weitere
Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

5.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivitat oder Betrieb einer bestimmten Zelle konnen Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software
implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.
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5.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstiberwachung, Analyse
und Statusmeldung) ist ein Industriestandard fiir Massenspeicher der eingefihrt wurde, um wichtige Parameter
zu Uberwachen und drohende Ausfalle friihzeitig zu erkennen. Durch die Uberwachung und Speicherung von kri-
tischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzustanden vorherzusagen.

5.2.5 Maximale Zuverlassigkeit

CompactFlash-Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC-Flashes in Ver-
bindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC-Algorithmus einen Maximalwert
an Zuverlassigkeit.
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5.3 5CFCRD.xxxx-06

5.3.1 Allgemeines

Information:

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten™ auf Seite 354

Information:

Die CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geraten unter WinCE ab der Version 2 6.0
unterstitzt.

5.3.2 Bestelldaten

Zubehor « CompactFlash-Karten

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash-Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash-Karten
anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (éltere,
neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen
Hochlaufzeiten zuriickzufiihren ist.

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) = Rev. FO

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) = Rev. FO

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) = Rev. FO

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) = Rev. FO

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) = Rev. FO

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) = Rev. E0

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) = Rev. DO

||'1C!I._|S.t;|—ia|

=
ompm:t.l‘—”!ashttnrd

e

Tabelle 269: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CF-
CRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) < Rev. EO

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) < Rev. EO

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) < Rev. EO

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) < Rev. EO

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) < Rev. EO

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) < Rev. DO

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) < Rev. CO

Tabelle 270: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CF-
CRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten
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5.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Information:

Ein plotzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust fiihren! In sehr seltenen Fallen kann es dar-
tiber hinaus zu einer Beschadigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschadigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwen-
dung einer USV empfohlen.

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und konnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.
dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD.
0512-06 1024-06 2048-06 4096-06 8192-06 016G-06 032G-06
2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. E0 2 Rev. DO
Allgemeines
Kapazitat 512 MByte 1 GByte 2 GByte 4 GByte 8 GByte 16 GByte 32 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlasslichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 10" Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF > 3.000.000 Stunden (bei 25°C)
Wartung keine
unterstiitzte Betriebsmodi PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4
kontinuierliches Lesen
typisch 50 MByte/s 50 MByte/s 59 MByte/s 59 MByte/s 59 MByte/s 59 MByte/s 58 MByte/s
maximal 53 MByte/s 53 MByte/s 65 MByte/s 65 MByte/s 65 MByte/s 65 MByte/s 65 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
typisch 25 MByte/s 25 MBytels 31 MByte/s 31 MByte/s 31 MByte/s 31 MByte/s 31 MByte/s
maximal 27 MByte/s 27 MBytels 35 MByte/s 35 MByte/s 35 MByte/s 35 MBytels 35 MByte/s
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus Hazloc Class 1 Division 2 - - - - - Ja" -
ATEX Zone 22 - - - - - Ja" -
GOST-R Ja
GL Ja?®
Endurance
SLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 2 50 TByte 100 TByte 200 TByte 400 TByte 800 TByte 1600 TByte 3200 TByte
ergibt bei 5 Jahren 2 27,40 54,79 109,59 219,18 438,36 876,72 1753,44
GByte/Tag GByte/Tag GByte/Tag GByte/Tag GByte/Tag GByte/Tag GByte/Tag
Lésch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Unterstiitzung
Hardware PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820
Betriebssysteme
Windows 7 32-Bit Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja
Windows 7 64-Bit Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja
Windows Embedded Standard 7 Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja
32-Bit
Windows Embedded Standard 7 Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja
64-Bit
Windows XP Professional Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja
Windows XP Embedded Ja
Windows Embedded Standard 2009 Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Windows CE 6.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja?® Ja?¥
Windows CE 5.0 Nein
Software
PVI Transfer Tool >2V3.2.3.8 >V3.2.3.8 >V3.2.3.8 >V3.2.3.8 >V3.2.3.8 2V3.6.840 |=V4.0.0.8 (Teil
(Teil von (Teil von (Teil von (Teil von (Teil von (Teil von von PVI Deve-
PVI Develop- | PVI Develop- | PVIDevelop- | PVIDevelop- | PVIDevelop- | PVIDevelop- | lopment Setup
ment Setup = | ment Setup = | ment Setup = | ment Setup = | ment Setup > | ment Setup > | 2V3.0.2.3014)
V2.06.00.3011) | V2.06.00.3011) | V2.06.00.3011) | V2.06.00.3011) | V2.06.00.3011) | V3.0.0.3020)
B&R Embedded OS Installer >V3.10 >V3.10 >V3.10 >V3.10 >V3.10 >V3.20 >V3.21

Tabelle 271: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06,
5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD. 5CFCRD.
0512-06 1024-06 2048-06 4096-06 8192-06 016G-06 032G-06
2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. FO 2 Rev. E0 2 Rev. DO
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -50 bis 100°C
Transport -50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85% bei 85°C
Lagerung max. 85% bei 85°C
Transport max. 85% bei 85°C
Vibration
Betrieb 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Lagerung 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Transport 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Schock
Betrieb 1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
Lagerung 1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
Transport 1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30g, 11 ms 1 mal (IEC 68